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Sicurezza

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830ﬂaCHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
ﬁﬁ'gw'qﬁ'qa'gﬁmﬂmﬁcl .ﬁx.a,&ﬁ.ﬂgq.

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan Gnce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che
interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi
di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non & idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformita
all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale
qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle
apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni.
Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato
per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede
I'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed &
controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore € il corretto funzionamento del sistema € richiesta la messa a
terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica pu® essere verificata da un elettricista
certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se la condizione di lavoro richiede lo scollegamento del server o si intende spegnere il server, assicurarsi
che il cavo di alimentazione sia scollegato.

S002

7
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ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe
anche disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente
elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di
alimentazione.

Nota: In determinate condizioni, lo spegnimento del server non & un prerequisito. Fare riferimento alle
precauzioni prima di eseguire qualsiasi attivita.

. Controllare il cavo di alimentazione.

e Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un
multimetro per misurare la continuita che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la
messa a terra del telaio.

e Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:
a. Accedere a:

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Fare clic su Preconfigured Model (Modello preconfigurato) o Configure to order (Configura
per ordinare).

c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.

Fare clic su Power (Alimentazione) - Power Cables (Cavi di alimentazione) per visualizzare
tutti i cavi di linea.

¢ Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che
tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.

. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio
limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.

. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.

6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né

manomessi.
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Capitolo 1. Introduzione

Il server ThinkSystem SR650 V3 (7D75, 7D76, 7D77) € un server rack 2U a 2 socket basato sulla famiglia di
processori Intel Xeon scalabili di quarta o quinta generazione. Con un'offerta particolarmente configuration-
rich, & una scelta ideale per aziende di qualsiasi dimensione che necessitano di affidabilita, gestione e
sicurezza leader del settore, nonché di ottimizzare flessibilita e prestazioni per la crescita futura.

Figura 1. ThinkSystem SR650 V3

Caratteristiche

Le prestazioni, la facilita d'uso, I'affidabilita e le funzionalita di espansione rappresentano considerazioni
fondamentali nella progettazione del server. Queste caratteristiche di progettazione rendono possibile la
personalizzazione dell'hardware del sistema al fine di soddisfare le proprie necessita attuali e fornire capacita
di espansione flessibili per il futuro.

Il server utilizza le seguenti funzioni e tecnologie:
¢ Features on Demand

Se sul server o su un dispositivo opzionale installato sul server & integrata la funzione Features on
Demand, e possibile acquistare una chiave di attivazione per attivare la funzione. Per informazioni su
Features on Demand, visitare il sito Web:

https://fod.lenovo.com/Ikms

Intel® On Demand & una funzione che permette all'utente di personalizzare le funzionalita del processore
in base al carico di lavoro e alle attivita disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
" Abilitazione di Intel® On Demand" a pagina 715.

¢ Lenovo XClarity Controller (XCC)

Lenovo XClarity Controller & il controller di gestione comune per I'hardware del server Lenovo
ThinkSystem. Lenovo XClarity Controller consolida piu funzioni di gestione in un singolo chip sull'assieme
della scheda di sistema del server. Alcune funzioni esclusive di Lenovo XClarity Controller sono:
prestazioni e opzioni di protezione avanzate e video remoto a maggiore risoluzione.

Il server supporta Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Per ulteriori informazioni su Lenovo XClarity
Controller 2 (XCC2), fare riferimento a https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview!/.

¢ Firmware del server compatibile con UEFI

Il firmware di Lenovo ThinkSystem € conforme allo standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).
L'interfaccia UEFI sostituisce il BIOS e definisce un'interfaccia standard tra il sistema operativo, il
firmware della piattaforma e i dispositivi esterni.

| server Lenovo ThinkSystem sono in grado di avviare sistemi operativi conformi a UEFI, sistemi operativi
basati su BIOS nonché adattatori basati su BIOS e conformi a UEFI.

Nota: Il server non supporta DOS (Disk Operating System).
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e Capacita di memoria di sistema di grandi dimensioni

Il server supporta fino a 32 moduli DIMM di memoria TruDDRS5 fino a 4.800 MHz. Per ulteriori informazioni
sui tipi specifici e sulla quantita massima di memoria, vedere "Specifiche tecniche" a pagina 3.

¢ Funzionalita hot-swap ed elevata capacita di memorizzazione dati

I modelli di server supportano vani delle unita anteriori, centrali e posteriori, scalabili fino a 20 unita hot-
swap da 3,5" o0 40 unita hot-swap da 2,5". Per ulteriori informazioni, vedere "Specifiche tecniche" a
pagina 3.

Grazie alla funzione di sostituzione a sistema acceso € possibile aggiungere, rimuovere o sostituire unita
disco fisso senza spegnere il server.

¢ Lightpath Diagnostics (LPD)

Lightpath Diagnostics (LPD) fornisce i LED per facilitare I'individuazione dei problemi. Per ulteriori
informagzioni su Lightpath Diagnostics (LPD), vedere "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e
al display di diagnostica" a pagina 729.

* Accesso mobile al sito Web di informazioni sull'assistenza Lenovo

Sull'etichetta di servizio del sistema presente sul coperchio del server & presente un codice QR di cui &
possibile eseguire la scansione mediante un lettore e uno scanner di codice QR con un dispositivo mobile
per accedere rapidamente al sito Web di informazioni sull'assistenza Lenovo. Su questo sito Web sono
presenti informazioni aggiuntive relative ai video di installazione e sostituzione delle parti Lenovo, nonché i
codici di errore per |'assistenza concernente il server.

¢ Active Energy Manager

Lenovo XCIa(ity Energy Manager € uno strumento di gestione dell'alimentazione e della temperatura per i
data center. E possibile monitorare e gestire il consumo energetico e la temperatura di server Converged,
NeXtScale, System x e ThinkServer e migliorare |'efficienza energetica mediante Lenovo XClarity Energy
Manager.

¢ Connessione di rete ridondante
Lenovo XClarity Controller fornisce la funzionalita di failover per una connessione Ethernet ridondante con
I'opportuna applicazione installata. Se si verifica un problema con il collegamento Ethernet principale,
I'intero traffico Ethernet associato al collegamento principale viene automaticamente commutato sulla

connessione Ethernet ridondante opzionale. Se i driver di dispositivo applicabili vengono installati, questa
fase avviene senza alcuna perdita di dati e senza l'intervento dell'utente.

¢ Raffreddamento ridondante

Il raffreddamento ridondante mediante le ventole del server consente il funzionamento continuo in caso di
guasto di un rotore della ventola.
¢ Supporto RAID ThinkSystem

L'adattatore RAID di ThinkSystem fornisce il supporto RAID (Redundant Array of Independent Disks)
hardware per creare le configurazioni, con il supporto dei livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60.

Suggerimenti tecnici

Lenovo aggiorna costantemente il sito Web del supporto con i suggerimenti e le tecniche piu recenti da
utilizzare per risolvere i problemi che si potrebbero riscontrare con il server. Questi suggerimenti tecnici (noti
anche come comunicati di servizio) descrivono le procedure per risolvere temporaneamente o
definitivamente i problemi correlati all'utilizzo del server.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:
1. Andare al sito Web http://datacentersupport.lenovo.com e accedere alla pagina di supporto del server.
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2. Fare clic su How To’s (Procedure) dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su Article Type (Tipo di articoli) = Solution (Soluzione) dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

Avvisi di sicurezza

Lenovo € impegnata a sviluppare prodotti e servizi in base ai piu elevati standard di sicurezza, al fine di
proteggere i propri clienti e i loro dati. Quando vengono segnalate potenziali vulnerabilita, & responsabilita del
team Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) indagare e fornire ai clienti informazioni utili
per mettere in atto misure di mitigazione del danno in attesa che sia disponibile una soluzione definitiva al
problema.

L'elenco degli avvisi correnti & disponibile nel seguente sito Web:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Specifiche

Riepilogo delle funzioni e delle specifiche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non
essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le categorie delle specifiche e il contenuto di ciascuna
categoria.

Categoria "Specifiche tecniche" a pagina | "Specifiche meccaniche" a "Specifiche ambientali" a
delle 3 pagina 10 pagina 11
specifiche
Contenuto ® Processore ¢ Dimensione e Emissioni acustiche
e Memoria * Peso e Ambiente
e Unita interne ¢ Requisiti acqua
e Slot di espansione e Contaminazione da
e Adattatore RAID particolato

e HBA (Host Bus Adapter)/
Unita di espansione

e Unita di elaborazione grafica
(Graphics Processing Unit o
GPU)

* Funzioni integrate e
connettori I/O

* Rete

¢ Ventola di sistema
¢ Alimentatori

¢ Sistemi operativi

¢ Configurazione minima per il
debug

Specifiche tecniche

Riepilogo delle specifiche tecniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere
disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide per il modello di server in uso.
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Processore

Supporta processori Intel Xeon multi-core, con controller di memoria integrato e topologia Mesh UPI (Ultra Path
Interconnect).

¢ Fino a due processori Intel Xeon scalabili di quarta o quinta generazione con il nuovo socket LGA 4677

e Fino a 60 core per socket per Processori di quarta generazione e 64 core per socket per Processori di quinta
generazione

¢ Fino a 4 collegamenti UPI fino a 16 GT/s per Processori di quarta generazione e 20 GT/s per Processori di quinta
generazione

e Thermal Design Power (TDP): fino a 350 watt per Processori di quarta generazione e 385 watt per Processori di
quinta generazione

Per un elenco dei processori supportati, vedere https://serverproven.lenovo.com.

Memoria

e Slot: 32 connettori DIMM (Dual Inline Memory Module) che supportano fino a 32 DIMM TruDDR5
¢ Tipi di modulo di memoria per Processori di quarta generazione:
RDIMM TruDDR5 a 4.800 MHz RDIMM: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8)
RDIMM 10x4 TruDDR5 a 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
RDIMM 9x4 TruDDR5 a 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
RDIMM 3DS TruDDR5 a 4.800 MHz: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
¢ Tipi di modulo di memoria per Processori di quinta generazione:
— RDIMM TruDDR5 a 5.600 MHz: 16 GB (1Rx8), 24 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
- RDIMM TruDDR5 a 5.600 MHz 10x4: 32 GB (1Rx4), 48 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
— RDIMM RDS TruDDR5 5.600 MHz 3: 128 GB (4Rx4)
¢ Velocita: la velocita operativa dipende dal modello di processore e dalle impostazioni UEFI.
- RDIMM a 4.800 MHz:
— 1DPC: 4.800 MT/s
— 2 DPC: 4.400 MT/s
- RDIMM a 5.600 MHz:
- 1 DPC: 5.600 MT/s
- 2DPC:
e 4.800 MT/s per RDIMM Performance +
e 4.400 MT/s
¢ Memoria minima: 16 GB
e Memoria massima: 8 TB (32 RDIMM 3DS da 256 GB)

Per un elenco dei moduli di memoria supportati, vedere https://serverproven.lenovo.com.
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Unita interne

e Vani delle unita anteriori:
— Fino a 24 unita SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5"
— Fino a 12 unita SAS/SATA hot-swap da 3,5"
— Fino a 4 unita NVMe hot-swap da 3,5"
e Vani unita centrale:
— Fino a 8 unita SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5"
— Fino a 4 unita disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5"
¢ Vani delle unita posteriori:
— Fino a 8 unita disco fisso SAS/SATA hot-swap da 2,5"
— Fino a 4 unita disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5"
— Fino a 4 unita NVMe hot-swap da 2,5"
— Fino a2 unitada 7 mm

¢ Fino a due unita M.2 interne

Slot di espansione

e Fino a dieci slot PCle nella parte posteriore e due slot PCle nella parte anteriore
¢ Uno slot del modulo OCP

La disponibilita dello slot PCle dipende dalla scelta della scheda verticale e del vano dell'unita posteriore. Vedere
"Vista posteriore" a pagina 31 e "Slot PCle e adattatori PCle" a pagina 71.
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Adattatore RAID

e Porte SATA integrate con supporto RAID software (Intel VROC SATA RAID, supporto dei livelli RAID 0, 1, 5 e 10)
¢ Porte NVMe integrate con supporto RAID software (Intel VROC NVMe RAID)

— Standard Intel VROC: richiede una chiave di attivazione e supportai livelli RAID 0, 1 e 10

— Intel VROC Premium: richiede una chiave di attivazione e supporta i livelliRAID 0, 1,5e 10

- Intel VROC Boot (per processori di quinta generazione): richiede una chiave di attivazione e supporta solo il livello
RAID 1

e Livelli RAID hardware 0, 1, 10:
— ThinkSystem RAID 540-8i PCle Gen4 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 540-16i PCle Gen4 12Gb Adapter
e Livelli RAID hardware 0, 1, 5, 10:
— ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12Gb Internal Adapter*
e Livelli RAID hardware 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:
— ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCle 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCle 12Gb Internal Adapter*
- ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCle 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCle 12Gb Internal Adapter*
— ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCle Gen4 12Gb Internal Adapter*
— ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
— ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
Nota:
e * Adattatori CFF (Custom Form Factor) supportati solo per i modelli di server con vani delle unita anteriori da 2,5".
e | processori 4510T, 4510, 4509Y e 3508U non supportano Intel VROC NVMe RAID.

e Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e
HBA.

HBA (Host Bus Adapter)/Unita di espansione

e ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

e ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA

e ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCle Gen4 12Gb HBA

e ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen4 12Gb HBA

e ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen4 12Gb Internal HBA*

e ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCle Gen4 12Gb HBA

e ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCle Gen4 12Gb HBA

e ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander*

Nota:

e * Adattatori CFF (Custom Form Factor) supportati solo per i modelli di server con vani delle unita anteriori da 2,5".

e Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e
HBA.
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Unita di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")

Il server supporta le seguenti GPU:

e Double-wide: NVIDIA® A16, A30, A40, A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX A2000, RTX A4500, RTX A6000,
AMD® Instinct MI210

¢ Single-wide: NVIDIA A2, T1000, T400, L4

Per le regole di supporto della GPU, vedere "Regole termiche" a pagina 79.

Funzioni integrate e connettori I/0

¢ Lenovo XClarity Controller (XCC), che offre funzioni di monitoraggio e controllo del processore di servizio, controller

video e funzionalita remote di tastiera, video, mouse e unita.

— Il server supporta Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Per ulteriori informazioni su Lenovo XClarity Controller 2

(XCC2), fare riferimento a https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

e Connettori anteriori:

Un connettore VGA (opzionale)

Un connettore USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Un connettore USB 2.0 con funzione di gestione del sistema XCC
Un connettore di diagnostica esterno

Un pannello di diagnostica integrato (opzionale)

e Connettori posteriori:

Un connettore VGA

Tre connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Una Porta di gestione del sistema XCC

Due o quattro connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionale)
Una porta seriale (opzionale)

Rete

¢ Modulo OCP nella parte anteriore o posteriore del server, che fornisce due o quattro connettori Ethernet per il
supporto della rete

Nota: Se il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione) & installato sul server, non

viene visualizzato nell'elenco delle schede PCle del software di gestione del sistema, come XCC, LXPM e cosi via.
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Ventola di sistema

¢ Tipi di ventole supportate:
— Ventola standard (60 x 60 x 36 mm, rotore singolo, 17.000 RPM)
— Ventola ad alte prestazioni (60 x 60 x 56 mm, doppio rotore, 21.000 RPM)
¢ Ridondanza ventole: ridondanza N+1, un rotore della ventola ridondante
— Un processore: cinque ventole di sistema hot-swap (un rotore della ventola ridondante)

— Un processore con vano centrale/posteriore o scheda verticale 3 o due processori: sei ventole di sistema hot-
swap (un rotore della ventola ridondante)

Nota:
¢ | e ventole hot-swap a singolo rotore non possono essere combinate con ventole hot-swap a doppio rotore.

¢ |l raffreddamento ridondante mediante le ventole del server consente il funzionamento continuo in caso di guasto di
un rotore della ventola.

e Quando il sistema viene spento ma la spina & ancora collegata all'alimentazione CA, & possibile che le ventole 1 e 2
continuino a girare a velocita molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il
raffreddamento.

Alimentatori

Il server supporta fino a due alimentatori hot-swap per la ridondanza.

Alimentatore 100-127 VCA 200-240V CA 2490V CC -48V CC
Platinum da 750 W v Vv v

Titanium da 750 W v v

Platinum da 1.100 W v v v

Titanium da 1.100 W Vv v

Platinum da 1.800 W Vv v

Titanium da 1.800 W Vv v

Platinum da 2.400 W Vv v

Titanium da 2.600 W V4 v

1.100 W -48V CC Vv
ATTENZIONE:

¢ L'ingresso CC da 240V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) & supportato SOLO nella Cina continentale.

¢ L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non é in grado di supportare la funzione del cavo di
alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere I'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure
scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione.
Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.
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Sistemi operativi

Sistemi operativi supportati e certificati:

Microsoft Windows Server
Microsoft Windows

Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Canonical Ubuntu

Riferimenti:

VMware ESXi non supporta ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD.
Elenco completo dei sistemi operativi disponibili: https://lenovopress.com/osig.

Per istruzioni per la distribuzione del sistema operativo, vedere "Distribuzione del sistema operativo" a pagina 714.

Configurazione minima per il debug

Un processore nel socket 1
Un modulo DIMM nello slot 7
Un alimentatore

Un'unita disco fisso/SSD, un'unita M.2 o un'unita da 7 mm (se il sistema operativo € necessario per eseguire il
debug)

Cinque ventole di sistema
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Specifiche meccaniche

Riepilogo delle specifiche meccaniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere
disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Dimensione

Fattore di forma: 2U

Altezza: 86,5 mm (3,4")

¢ Larghezza:

— Con fermi del rack: 482,0 mm (19,0")

— Senza fermi del rack: 444,6 mm (17,5")
Profondita: 763,7 mm (30,1")

Nota: La profondita viene misurata con i fermi del rack installati, ma senza la mascherina di sicurezza.

Peso

Fino a 39 kg (86 Ib), a seconda della configurazione server
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Specifiche ambientali

Riepilogo delle specifiche ambientali del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere
disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche

Il server dispone della seguente dichiarazione di emissioni acustiche.

Configurazione

Tipica

Storage

GPU

Livelli di
emissione
acustica (Lwad)

e |nattivo: 5,6 Bel

¢ |nfunzione: 5,6 Bel

e |nattivo: 7,3 Bel

¢ |n funzione: 7,3 Bel

Inattivo: 7,3 Bel
¢ |nfunzione: 8,9 Bel

Livello di
pressione
sonora (LpAm)

e |nattivo: 41,5 dBA
e |nfunzione: 41,5 dBA

e |nattivo: 60,2 dBA
¢ |n funzione: 60,2 dBA

Inattivo: 60,2 dBA
¢ |nfunzione: 74,1 dBA

I livelli audio dichiarati si basano sulle seguenti configurazioni, che possono variare a seconda delle configurazioni e

delle condizioni.

Componente Configurazione tipica Configurazione dello Configurazione GPU
storage

Chassis (2U) 8 vani dell'unita anteriore da | 12 vani dell'unita anteriore 16 vani dell'unita anteriore
2,5" da 3,5" da2,5"

Ventola 6 ventole standard 6 ventole ad alte prestazioni | 6 ventole ad alte prestazioni

Processore 2CPUda205W 2CPUda205W 2CPUda205W

Memoria 8 RDIMM da 64 GB 16 RDIMM da 64 GB 32 RDIMM da 64 GB

Unita 8 unita disco fisso SAS da 20 unita disco fisso SAS da 16 unita disco fisso SAS da
2,4TB 14TB 2,4TB

Adattatore RAID 1 RAID 940-8i 1 RAID 940-32i 1 RAID 940-16i

Adattatore OCP 1 Intel X710-T2L 10GBASE-T a 2 porte OCP

Alimentatore 2PSUda750 W 2PSUda1.100 W 2 PSUda 1.800 W

Adattatore GPU Nessuno Nessuno 3 A100

Nota:

e Questi livelli di emissione acustica sono stati misurati in ambienti acustici controllati, secondo le procedure

specificate dallo standard ISO7779 e riportati in conformita allo standard ISO 9296.

¢ Le normative governative (come quelle prescritte dall'OSHA o dalle direttive della Comunita Europea) possono
stabilire I'esposizione al livello di rumore sul luogo di lavoro e possono essere applicate all'utente e all'installazione
del server. | livelli di pressione sonora effettivi nella propria installazione dipendono da molti fattori, ad esempio il
numero di rack nell'installazione, le dimensioni, i materiali e la configurazione della stanza, i livelli di rumore di altre
apparecchiature, la temperatura ambiente e la posizione dei dipendenti rispetto all'apparecchiatura. Inoltre, il
rispetto di queste normative governative dipende da molti fattori aggiuntivi, tra cui la durata dell'esposizione dei
dipendenti e se i dipendenti indossano protezioni acustiche. Lenovo consiglia di consultare esperti qualificati in
questo campo per determinare se |'azienda € conforme alle normative applicabili.

Capitolo 1. Introduzione
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Ambiente

Ambiente

ThinkSystem SR650 V3 & conforme alle specifiche ASHRAE Classe A2 con la maggior parte delle configurazioni e, a
seconda della configurazione hardware, € conforme anche alle specifiche ASHRAE Classe A3 e A4. Le prestazioni del
sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta la specifica ASHRAE A2 o in
caso di condizione di malfunzionamento della ventola.

A seconda della configurazione hardware, il server SR650 V3 & conforme alle specifiche ASHRAE Classe H1. Le
prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta la specifica
ASHRAE H1 o in caso di condizione di malfunzionamento della ventola.

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti (raffreddamento ad aria):

e |atemperatura ambiente deve essere limitata a 35 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
— Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP

Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP

Scheda di interfaccia di rete (NIC) PCle a una velocita superiore o pari a 100 GB

Parte con AOC e alla velocita di 40 GB

e |atemperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
— Vano anteriore con vano centrale o vano posteriore: 24 da 2,5" 0 12 da 3,5"
— Adattatori GPU
- 3DS RDIMM da 256 GB
- Processore da 350 W
— Parte con AOC e con velocita superiore a 40 GB
- RDIMM a 5.600 MHz con capacita maggiore o uguale a 96 GB
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
— RDIMM a 4.800 MHz da 256 GB (eccetto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1)

e |atemperatura ambiente deve essere limitata a 25 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti o
una delle seguenti configurazioni:
— Processore da 350 W installato nello chassis con 24 unita anteriori da 2,5" o 12 da 3,5"
- Processore da 350 W installato nella configurazione non GPU a 16 vani da 2,5" + FIO
— Processore (270 W <=TDP <= 300 W) installato nello chassis con unita centrali o posteriori
— Adattatore GPU installato nello chassis con 24 unita anteriori da 2,5"
— Adattatore GPU e processore con classificazione TDP superiore a 300 W installati nello chassis con 16 unita
anteriorida 2,5" 0 8 da 3,5"
— Unita di dimensioni superiori a 3,84 TB installate nei vani delle unita NVMe posteriori o centrali Gen 5
— Configurazione a 36 vani NVMe
— Configurazione GPU a 16 vanida 2,5" + FIO
— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti (raffreddamento tramite Modulo DWCM (Direct Water Cooling
Module)):

e | atemperatura ambiente deve essere limitata a 35 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti o
una delle seguenti configurazioni:
— Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
— Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
- Scheda di interfaccia di rete (NIC) PCle a una velocita superiore o pari a 100 GB
— Parte con AOC e alla velocita di 40 GB
— Adattatori GPU (< 300 W) installati in configurazioni a 8 vani da 3,5" o 16 vani da 2,5"
- 64 GB < DIMM < 256 GB
— Configurazione GPU a 8 vani da 2,5"
— configurazione di storage senza backplane NVMe centrale o posteriore

¢ Latemperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
- 3DS RDIMM da 256 GB
— Parte con AOC e con velocita superiore a 40 GB
— Adattatori GPU (>= 300 W) installati in configurazioni a 8 vani da 3,5" o 16 vani da 2,5"
— tre adattatori GPU A40 installati in configurazioni a 24 vani da 2,5"
— configurazione di storage con backplane NVMe centrale o posteriore
— RDIMM a 5.600 MHz con capacita maggiore o uguale a 96 GB
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Ambiente

- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
- RDIMM a 4.800 MHz da 256 GB (eccetto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1)

e |atemperatura ambiente deve essere limitata a 25 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
— tre adattatori GPU H800/H100 installati in configurazioni a 24 vani da 2,5"
— tre adattatori GPU H800/H100 installati in configurazioni a 16 vani da 2,5" + FIO
— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1

Per informazioni dettagliate sulla temperatura, vedere "Regole termiche" a pagina 79.

Nota: Quando la temperatura ambiente & superiore a quella massima supportata (ASHRAE A4 45 °C), il server si
arresta. Il server non si riaccende finché la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo di temperature supportato.

e Temperatura dell'aria:
— Funzionamento:
— ASHRAE classe H1: da5°Ca25°C(da41°Fa77 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 500 m (1.640 piedi) oltre i 900 m
(2.953 piedi) di altitudine
— ASHRAE classe A2: da 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 300 m (984 piedi) oltre i 900 m
(2.953 piedi) di altitudine
— ASHRAE classe A3: da 5 °C a40°C (41 °F a 104 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 175 m (574 piedi) oltre i 900 m
(2.953 piedi) di altitudine
— ASHRAE classe A4: da5°Ca45°C (41 °Fa113 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 125 m (410 piedi) oltre i 900 m
(2.953 piedi) di altitudine (2.953 piedi)

— Server spento: da-10 °C a 60 °C (da 14 °F a 140 °F)

— Spedizione/immagazzinamento: da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

e Altitudine massima: 3.050 m (10.000 piedi)

¢ Umidita relativa (senza condensa):
— In funzione:
— ASHRAE classe H1: 8% - 80%; valore massimo punto di rugiada: 17 °C (62,6 °F)
— ASHRAE classe A2: 20% - 80%; valore massimo punto di rugiada: 21 °C (70 °F)
— ASHRAE classe A3: 8% - 85%; valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)
— ASHRAE classe A4: 8% - 90%; valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)
— Spedizione/Immagazzinamento: 8% a 90%
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Requisiti acqua

ThinkSystem SR650 V3 & supportato nel seguente ambiente:
® Pressione massima: 3 bar

e Temperatura in ingresso dell'acqua e velocita di flusso:

Temperatura in ingresso dell'acqua Velocita di flusso dell'acqua
50 °C (122 °F) 1,5 litri al minuto (Ipm) per server
45 °C (113 °F) 1 litro al minuto (Ipm) per server
40 °C (104 °F) o inferiore 0,5 litri al minuto (Ipm) per server

Nota: L'acqua richiesta per riempire inizialmente il circuito di raffreddamento lato sistema deve essere pulita e senza
batteri (< 100 CFU/ml), come ad esempio I'acqua demineralizzata, acqua a osmosi inversa, acqua deionizzata o
distillata. L'acqua deve essere filtrata con un filtro in linea da 50 micron (circa 288 mesh). L'acqua deve essere trattata
con misure anti-biologiche e anti-corrosione.

Contaminazione da particolato
Attenzione: | particolati atmosferici (incluse lamelle o particelle metalliche) e i gas reattivi da soli o in

combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidita o temperatura, potrebbero rappresentare
un rischio per il dispositivo, come descritto in questo documento.

| rischi rappresentati dalla presenza di livelli eccessivi di particolato o concentrazioni eccessive di gas nocivi
includono un danno che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo o alla totale interruzione del
suo funzionamento. Tale specifica sottolinea dei limiti per i particolati e i gas con I'obiettivo di evitare tale
danno. | limiti non devono essere considerati o utilizzati come limiti definitivi, in quanto diversi altri fattori,
come temperatura o umidita dell'aria, possono influenzare |'impatto derivante dal trasferimento di
contaminanti gassosi e corrosivi ambientali o di particolati. In assenza dei limiti specifici che vengono
sottolineati in questo documento, € necessario attuare delle pratiche in grado di mantenere livelli di gas e di
particolato coerenti con il principio di tutela della sicurezza e della salute umana. Se Lenovo stabilisce che i
livelli di particolati o gas presenti nell'ambiente del cliente hanno causato danni al dispositivo, pud porre
come condizione per la riparazione o la sostituzione di dispositivi o di parti di essi, |'attuazione di appropriate
misure correttive al fine di attenuare tale contaminazione ambientale. L'attuazione di tali misure correttive &
responsabilita del cliente.
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Tabella 1. Limiti per i particolati e i gas

Per i data center senza economizzatore dell'aria, lo standard ISO 14644-1 di classe 8 potrebbe
essere soddisfatto scegliendo uno dei seguenti metodi di filtraggio:

e L'aria del locale potrebbe essere continuamente filtrata con i filtri MERV 8.

MERV 13.

dipende dalle condizioni specifiche presenti in tale data center.

¢ | 'umidita relativa deliquescente della contaminazione particellare deve essere superiore al
60% RH.4

¢ | data center devono essere privi di whisker di zinco.®

Agente
contaminante Limiti
Gas reattivi Livello di gravita G1 per ANSI/ISA 71.04-1985":
e [llivello di reattivita del rame deve essere inferiore a 200 angstrom al mese (A/mese ~ 0,0035
pg/cm2-aumento di peso all'ora).2
¢ |l livello di reattivita dell'argento deve essere inferiore a 200 angstrom al mese (=~ 0,0035 pg/
cm?2-aumento di peso all'ora).3
¢ |l monitoraggio reattivo della corrosivita gassosa deve essere di circa 5 cm (2") nella parte
anteriore del rack sul lato della presa d'aria, a un'altezza di un quarto o tre quarti dal pavimento
o dove la velocita dell'aria € molto superiore.
Particolati | data center devono rispondere al livello di pulizia ISO 14644-1 classe 8.
sospesi

e | 'aria che entra in un data center potrebbe essere filtrata con i filtri MERV 11 o preferibilmente

Per i data center con economizzatori dell'aria, la scelta dei filtri per ottenere la pulizia ISO classe 8

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Condizioni ambientali per la misurazione dei processi e i sistemi di controllo: inquinanti
atmosferici. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

2 La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione del rame nello spessore del prodotto di

proporzioni.
3 La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione dell'argento nello spessore del prodotto
di corrosione in A/mese e la velocita di aumento di peso presuppone che AgzS & I'unico prodotto di corrosione.

4 Per umidita relativa deliquescente della contaminazione da particolato si intende I'umidita relativa in base alla
quale la polvere assorbe abbastanza acqua da diventare umida e favorire la conduzione ionica.

di nastro conduttivo elettrico su un supporto metallico. Se I'analisi del nastro adesivo in un microscopio non rileva
whisker di zinco, il data center & considerato privo di whisker di zinco.

corrosione in A/mese e la velocita di aumento di peso presuppone che la crescita di Cuz2S e Cu20 avvenga in eguali

5| residui di superficie vengono raccolti casualmente da 10 aree del data center su un disco del diametro di 1,5 cm

Opzioni di gestione

La gamma di funzionalita XClarity e altre opzioni di gestione del sistema descritte in questa sezione sono
disponibili per favorire una gestione piu pratica ed efficiente dei server.

Capitolo 1. Introduzione
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Panoramica

Opzioni

Descrizione

Lenovo XClarity Controller

Controller di gestione della scheda di base (BMC)

Consolida le funzionalita del processore di servizio, il Super I/O, il controller video e le
funzioni di presenza remota in un unico chip sulla scheda di sistema (assieme della
scheda di sistema) del server.

Interfaccia

e Applicazione CLI

¢ Interfaccia GUI Web

e Applicazione mobile

e API Redfish

Utilizzo e download

https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Lenovo XCC Logger Utility

Applicazione che riporta gli eventi XCC nel log di sistema del sistema operativo locale.

Interfaccia

e Applicazione CLI

Utilizzo e download
* https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-linux/

® https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-windows/

Lenovo XClarity Administrator

Interfaccia centralizzata per la gestione multiserver.

Interfaccia
¢ Interfaccia GUI Web
e Applicazione mobile
e APIREST

Utilizzo e download

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html

Strumenti di Lenovo XClarity
Essentials

Set di strumenti portatili e leggeri per la configurazione del server, la raccolta di dati e
gli aggiornamenti firmware. Adatto sia per contesti di gestione a server singolo che
multiserver.

Interfaccia

e OneCLI: applicazione CLI
¢ Bootable Media Creator: applicazione CLI, applicazione GUI
e UpdateXpress: applicazione GUI

Utilizzo e download

https://pubs.lenovo.com/Ixce-overview/
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Opzioni

Descrizione

Lenovo XClarity Provisioning
Manager

Strumento GUI incorporato basato su UEFI su un server singolo in grado di
semplificare le attivita di gestione.

Interfaccia

¢ Interfaccia Web (accesso remoto a BMC)

e Applicazione GUI

Utilizzo e download
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

Importante:

La versione supportata di Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia a
seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Provisioning Manager
vengono definite Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM in questo
documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione LXPM
supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.

Lenovo XClarity Integrator

Serie di applicazioni che integrano le funzionalita di gestione e monitoraggio dei
server fisici Lenovo con il software utilizzato in una determinata infrastruttura di
distribuzione, ad esempio VMware vCenter, Microsoft Admin Center o Microsoft
System Center, offrendo al contempo una resilienza aggiuntiva del carico di lavoro.

Interfaccia

¢ Applicazione GUI
Utilizzo e download

https://pubs.lenovo.com/Ixci-overview/

Lenovo XClarity Energy
Manager

Applicazione in grado di gestire e monitorare |'alimentazione e la temperatura del
server.

Interfaccia
¢ |Interfaccia Web GUI

Utilizzo e download

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem

Lenovo Capacity Planner

Applicazione che supporta la pianificazione del consumo energetico per un server o
un rack.

Interfaccia
¢ |Interfaccia Web GUI

Utilizzo e download

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Iicp

Capitolo 1. Introduzione
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Funzioni

Funzioni
Distri-
buzio- | A9 | Moni- Ge- _—
L . Confi- gior- stione | Pianifi-
Opzioni Gestione | ne urazio- | na- torag- | Inven- ali- cazione
multisiste- | siste- gura. . | gio tario/ .
ne di menti . men- | alimen-
ma ma . . eventi/ | log . .
sistema | firm- . tazio- | tazione
opera- 1 | avvisi
tivo ware ne
Lenovo XClarity Controller v V2 v V4
Lenovo XCC Logger Utility V4
Lenovo XClarity o 4
Administrator v 4 4 4 4 4
Stru- OneCLI v V2 v V4
menti di Bootable Medi
Lenovo ootable Media v V2 Ve
XClarity | Creator
Essen-
tials UpdateXpress Vv V2
Lenovo XClarity Provisioning 5
Manager v v v Ve
Lenovo XClarity Integrator Vv V6 v v v Vv V7
Lenovo XClarity Energy
Manager v v v
Lenovo Capacity Planner Ve
Nota:

1.

La maggior parte delle opzioni pud essere aggiornata mediante gli strumenti Lenovo. Alcune opzioni,
come il firmware GPU o il firmware Omni-Path, richiedono I'utilizzo di strumenti del fornitore.

. Le impostazioni UEFI del server per ROM di opzione devono essere impostate su Automatico o UEFI

per aggiornare il firmware mediante Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials o Lenovo
XClarity Controller.

Gli aggiornamenti firmware sono limitati ai soli aggiornamenti Lenovo XClarity Provisioning Manager,
Lenovo XClarity Controller e UEFI. Gli aggiornamenti firmware per i dispositivi opzionali, come gli
adattatori, non sono supportati.

Le impostazioni UEFI del server per la ROM facoltativa devono essere impostate su Automatico o UEFI
per visualizzare le informazioni dettagliate sulla scheda adattatore, come nome del modello e livelli di
firmware in Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller o Lenovo XClarity Essentials.

5. L'inventario & limitato.

18

Il controllo della distribuzione di Lenovo XClarity Integrator per System Center Configuration Manager
(SCCM) supporta la distribuzione del sistema operativo Windows.

La funzione di gestione dell'alimentazione & supportata solo da Lenovo XClarity Integrator per VMware
vCenter.

Si consiglia vivamente di controllare i dati di riepilogo dell'alimentazione per il server utilizzando Lenovo
Capacity Planner prima di acquistare eventuali nuove parti.
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Capitolo 2. Componenti del server

Questa sezione contiene le informazioni su ciascun componente associato al server.

Vista anteriore

La vista anteriore del server varia in base al modello. A seconda del modello, il server pu0 avere un aspetto

leggermente diverso dalle figure in questa sezione.

Fare riferimento alla seguente vista anteriore per differenti modelli di server:

"Vista anteriore con otto vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 1)" a pagina 19
"Vista anteriore con 8 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 2)" a pagina 20
"Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 1)" a pagina 20
"Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 2)" a pagina 21
"Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 3)" a pagina 21
"Vista anteriore con 24 vani delle unita anteriori da 2,5"" a pagina 22

"Vista anteriore con vani delle unita anteriori da 2,5" (senza backplane)" a pagina 22
"Vista anteriore con 8 vani delle unita anteriori da 3,5"" a pagina 23

"Vista anteriore con 12 vani delle unita anteriori da 3,5"" a pagina 23

"Vista anteriore con vani delle unita anteriori da 3,5" (senza backplane)" a pagina 24

Vista anteriore con otto vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 1)
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Tabella 2. Componenti sulla parte anteriore del server

B
~B

Callout

Callout

"Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Elementi di riempimento dei vani delle unita" a pagina
24

K "Modulo I/0 anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

"Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Scheda informativa estraibile" a pagina 25

E "Vani dell'unita" a pagina 24

"Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

© Copyright Lenovo 2023, 2024
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Vista anteriore con 8 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 2)
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Tabella 3. Componenti sulla parte anteriore del server

il

o

Callout

Callout

Hl "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Elemento di riempimento del vano dell'unita" a pagina
24

R "Modulo I/0 anteriore (sul vano dei supporti)" a pagina
25

"Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Scheda informativa estraibile" a pagina 25

H "Vani dell'unita" a pagina 24

H1 "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 1)
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Tabella 4. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server

Callout

Callout

H "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Elemento di riempimento del vano dell'unita" a pagina
24

I "Modulo I/O anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

"Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Scheda informativa estraibile" a pagina 25

El "Vani dell'unita" a pagina 24

H1 "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25
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Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 2)
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Tabella 5. Componenti sulla parte anteriore del server
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Callout

Callout

H "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Modulo I/0 anteriore (sul vano dei supporti)" a pagina
25

I "Fermo del rack (destro)" a pagina 25

"Scheda informativa estraibile" a pagina 25

H "Vani dell'unita" a pagina 24

Kl "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

Vista anteriore con 16 vani delle unita anteriori da 2,5" (modello 3)

Tabella 6. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server

Callout

Callout

H "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Slot PCle (x2)" a pagina 25

K "Modulo I/0 anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

"Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 25

El "Vani dell'unita" a pagina 24

"Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25
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Vista anteriore con 24 vani delle unita anteriori da 2,5"
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Tabella 7. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server

Callout

Callout

H "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Modulo I/0 anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

I "Fermo del rack (destro)" a pagina 25

"Scheda informativa estraibile" a pagina 25

H "Vani dell'unita" a pagina 24

K1 "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

Vista anteriore con vani delle unita anteriori da 2,5" (senza backplane)
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Tabella 8. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server

Callout

Callout

Hl "Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "Elementi di riempimento dei vani delle unita" a pagina
24

M "Modulo I/0 anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

H "Fermo del rack (destro)" a pagina 25

I "Scheda informativa estraibile" a pagina 25

"Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25
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Vista anteriore con 8 vani delle unita anteriori da 3,5"
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Tabella 9. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server
Callout Callout

"Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Elemento di riempimento del vano dell'unita" a pagina
24

M "Modulo I/0O anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

"Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Scheda informativa estraibile" a pagina 25

El "Vani dell'unita" a pagina 24

H1 "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

Vista anteriore con 12 vani delle unita anteriori da 3,5"
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Tabella 10. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server
Callout Callout

"Connettore di diagnostica esterno (opzionale)" a
pagina 25

H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25

H "LED di attivita dell'unita" a pagina 24

A "LED di stato dell'unita" a pagina 24

H "Modulo I/O anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25

I "Fermo del rack (destro)" a pagina 25

"Scheda informativa estraibile" a pagina 25

H "Vani dell'unita" a pagina 24

K1 "Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25
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Vista anteriore con vani delle unita anteriori da 3,5" (senza backplane)
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Tabella 11. Componenti sulla parte anteriore dei modelli di server
Callout Callout
"Qon2r15ettore di diagnostica esterno (opzionale)" a H "Connettore VGA (facoltativo)" a pagina 25
pagina

H "Modulo I/O anteriore (sul fermo del rack)" a pagina 25 | 1 "Fermo del rack (destro)" a pagina 25

H "Scheda informativa estraibile" a pagina 25 I "Elementi di iempimento dei vani delle unita" a pagina
24

"Fermo del rack (sinistro)" a pagina 25

Panoramica dei componenti anteriori

Vani delle unita

| vani dell'unita sulla parte anteriore e posteriore del server sono progettati per le unita hot-swap. Il numero di
unita installate sul server varia a seconda del modello. Quando si installano le unita, seguire I'ordine dei
numeri dei vani dell'unita.

Elemento di riempimento del vano dell'unita

L'elemento di riempimento del vano dell'unita viene utilizzato per coprire un vano dell'unita libero. L'integrita
EMI e il raffreddamento del server vengono protetti occupando tutti i vani. | vani dell'unita liberi devono
essere occupati da elementi di riempimento del vano dell'unita o dell'unita.

LED dell'unita

Ogni unita hot-swap & dotata di LED di attivita e LED di stato e i segnali sono controllati dai backplane. Colori
e velocita differenti indicano attivita o stati diversi dell'unita. La seguente figura mostra i LED su un'unita
disco fisso o un'unita SSD.

| e

Figura 2. LED dell'unita

LED dell'unita Stato Descrizione
H LED di attivita dell'unita | Verde fisso L'unita & alimentata ma non ¢ attiva.
(sinistra)
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LED dell'unita Stato Descrizione

Verde lampeggiante L'unita & attiva.
H LED di stato dell'unita Giallo fisso Si & verificato un errore dell'unita.
(destra) . . . .. . . .
Giallo lampeggiante (lampeggia E in corso la ricostruzione dell'unita.

lentamente, circa una volta al secondo)

Giallo lampeggiante (lampeggia E in corso I'identificazione dell'unita.
rapidamente, circa quattro volte al
secondo)

Connettore di diagnostica esterno

Il connettore ¢ per il collegamento di un ricevitore di diagnostica esterno. Per ulteriori informazioni sulle
relative funzioni, vedere "Ricevitore di diagnostica esterno" a pagina 736.

Modulo I/0 anteriore

Sul modulo I/0O anteriore sono disponibili controlli, connettori e LED. Il modulo I/O anteriore varia in base al
modello. Per ulteriori informazioni, vedere "Modulo I/O anteriore" a pagina 27.

Slot PCle

Gli slot PCle si trovano nella parte posteriore o anteriore del server € il server supporta fino a 12 slot PCle.
Per ulteriori informazioni, vedere "Slot PCle e adattatori PCle" a pagina 71.

Scheda informativa estraibile

L'etichetta di accesso alla rete di Lenovo XClarity Controller & situata sulla scheda informativa estraibile. |l
nome host e I'indirizzo locale del collegamento IPv6 (LLA) predefiniti di Lenovo XClarity Controller si trovano
sull'etichetta.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della connessione di rete per Lenovo XClarity Controller.

Fermo del rack

Se il server ¢ installato in un rack, & possibile utilizzare i fermi del rack per estrarre il server dal rack facendolo
scorrere. E anche possibile utilizzare i fermi e le viti del rack per fissare il server al rack in modo che non
possa scivolare verso I'esterno, in particolare in aree soggette a vibrazioni.

Connettore VGA

| connettori VGA sulle parti anteriore e posteriore del server possono essere utilizzati per collegare un
monitor ad alte prestazioni, un monitor con azionamento diretto o altri dispositivi che utilizzano un connettore
VGA.

Connettori Ethernet

D s
s ( [ o

Figura 3. Modulo OCP (due connettori)

Figura 4. Modulo OCP (quattro connettori)

I modulo OCP fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.
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Per impostazione predefinita, uno dei connettori Ethernet sul modulo OCP pud fungere anche da connettore
di gestione, utilizzando la capacita di gestione condivisa.
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Modulo I/0 anteriore

Sul modulo I/0 anteriore sono disponibili controlli, connettori e LED. Il modulo I/O anteriore varia in base al

modello.
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Figura 5. Modulo 1/0 anteriore (sul fermo del rack)
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Figura 6. Modulo 1/0 anteriore (sul vano dei supporti)

Tabella 12. Componenti sul modulo I/O anteriore

Callout

Callout

K Connettore USB 3 (5 Gbps)

H Connettore USB 2.0 con gestione XClarity Controller

H Pulsante di alimentazione con LED di stato
dell'alimentazione

I LED di attivita della rete (per il modulo OCP)

H Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema

A LED di errore di sistema

Pannello anteriore dell'operatore

H Connettore USB 3 (5 Gbps)

Il connettore USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) pud essere utilizzato per collegare un dispositivo compatibile con USB,
ad esempio una tastiera USB, un mouse USB o un dispositivo di storage USB.

H Connettore USB 2.0 con gestione XClarity Controller

A seconda dell'impostazione, questo connettore supporta la funzione USB 2.0, la funzione di gestione di
XClarity Controller o entrambe. E I'unica porta USB che supporta I'aggiornamento di automazione USB del

firmware e del modulo di sicurezza RoT.

e Seil connettore € impostato per la funzione USB 2.0, puo essere utilizzato per collegare un dispositivo
compatibile con USB, ad esempio una tastiera USB, un mouse USB o un dispositivo di storage USB.

¢ Se il connettore € impostato per la funzione di gestione XClarity Controller, pud essere utilizzato per
collegare il server a un dispositivo Android 0 iOS, dove € quindi possibile installare e avviare I'app Lenovo
XClarity Mobile per gestire il sistema utilizzando XClarity Controller.
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Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'app Lenovo XClarity Mobile, fare riferimento a http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/Ixca_usemobileapp.htmi

e Se il connettore € impostato per supportare entrambe le funzioni, € possibile premere il pulsante ID di
sistema per tre secondi per passare tra le due funzioni.

H Pulsante di alimentazione con LED di stato dell'alimentazione

E possibile premere questo pulsante per accendere e spegnere il server manualmente. Il LED di stato
dell'alimentazione permette di stabilire lo stato corrente dell'alimentazione.

Stato Colore Descrizione
Spento Nessuno L'alimentazione non € presente o I'alimentatore & guasto.
Lampeggia Verde

e |l server & spento, ma XClarity Controller & in fase di inizializzazione e il server

rapidamente R
non & pronto per essere acceso.

(circa quattro

volte al secondo) ¢ L'alimentazione dell'assieme della scheda di sistema & guasta.
Lampeggia Verde Il server & spento ed & pronto per essere acceso (stato di standby).
lentamente (circa

una volta al

secondo)

Acceso fisso Verde Il server & acceso e in funzione.

A LED di attivita della rete

Compatibilita dell'adattatore NIC e del LED di attivita della rete:

Adattatore NIC LED di attivita della rete
Modulo OCP Supportato
Adattatore NIC PCle Non supportato

Quando ¢ installato un modulo OCP, il LED di attivita della rete sul modulo I/O anteriore consente di
identificare 'attivita e la connettivita di rete. Se non ¢ installato alcun modulo OCP, questo LED & spento.

Stato Colore Descrizione

Acceso Verde Il server &€ connesso a una rete.
Lampeggiante Verde La rete e connessa e attiva.
Spento Nessuno Il server & disconnesso dalla rete.

Nota: Se il LED dell'attivita di rete &€ spento quando ¢ installato un modulo OCP,
controllare le porte di rete nella parte posteriore del server per determinare quale
porta € disconnessa.

H Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema

Utilizzare questo pulsante ID di sistema e il LED ID di sistema blu per individuare visivamente il server. Ogni
volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato del LED ID di sistema cambia. Lo stato del LED pu0
essere modificato in acceso, lampeggiante o spento. E anche possibile utilizzare Lenovo XClarity Controller
o un programma di gestione remota per modificare lo stato del LED ID di sistema e semplificare
I'identificazione visiva del server tra altri server.
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Se il connettore USB di XClarity Controller & impostato per supportare la funzione USB 2.0 e la funzione di
gestione di XClarity Controller, & possibile premere il pulsante ID di sistema per tre secondi per passare tra le

due funzioni.

A LED di errore di sistema

Il LED di errore di sistema fornisce funzioni di diagnostica di base per il server. Se tale LED ¢ acceso,
possibile che siano accesi anche uno o piu LED in altre parti del server, utili per localizzare I'origine

dell‘errore.

Stato Colore Descrizione Azione

Acceso Giallo E i . . .
E statorilevato un errore nel server. Le | o Gongrollare il log eventi Lenovo XClarity
cause possono essere riconducibili, tra gli Controller e il log eventi di sistema per
altri, ai seguenti errori: determinare la causa esatta dell'errore.
* Un errore della ventola e Verificare se sono accesi anche ulteriori
e Un errore di memoria LED in altre parti del server, utili per
e Un errore di storage identificare I'origine dell'errore. Vedere

9 "Risoluzione dei problemi in base ai LED
e Un errore di un dispositivo PCle di sistema e al display di diagnostica" a
 Un errore di alimentazione pagina 729.
e Un errore del processore e Salvare il log se necessario.
e Un errore della scheda I/0 di sistema o
della scheda del processore

Spento Nessuno Il server € spento oppure € acceso e Nessuna.

funziona correttamente.

Pannello anteriore dell'operatore

In base al modello, il server & dotato del pannello anteriore dell'operatore con display LCD (denominato
pannello di diagnostica integrato) o del pannello anteriore dell'operatore senza display LCD.

Il pannello di diagnostica integrato include un display LCD per accedere rapidamente alle informazioni di
sistema, come errori attivi, stato del sistema, informazioni sul firmware, informazioni di rete e informazioni di
integrita. Per maggiori dettagli, vedere "Pannello di diagnostica integrato" a pagina 731.

Figura 7. Pannello anteriore dell'operatore con display
LCD (pannello diagnostico integrato)

LCD

%
o

Figura 8. Pannello anteriore dell'operatore senza display
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Vista posteriore

La parte posteriore del server consente I'accesso a diversi connettori e componenti.

Fare riferimento alla seguente vista posteriore per differenti modelli di server:

"Vista posteriore con otto slot PCle" a pagina 31

"Vista posteriore con dieci slot PCle" a pagina 31

"Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 2,5" e sei slot PCle" a pagina 32

"Vista posteriore con otto vani delle unita posteriori da 2,5" e quattro slot PCle" a pagina 32

"Vista posteriore con due vani delle unita posteriori da 3,5" e quattro slot PCle" a pagina 33

"Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 3,5" e due slot PCle" a pagina 33

"Vista posteriore con sette slot PCle e un modulo DWCM" a pagina 34

"Vista posteriore con nove slot PCle e un modulo DWCM" a pagina 34

"Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 2,5", cinque slot PCle e un modulo DWCM" a
pagina 35

"Vista posteriore con otto vani delle unita posteriori da 2,5", tre slot PCle e un modulo DWCM" a pagina
35

"Vista posteriore con due vani delle unita posteriori da 3,5", tre slot PCle e un modulo DWCM" a pagina
36

"Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 3,5", uno slot PCle e un modulo DWCM" a
pagina 36

Vista posteriore con otto slot PCle

Tabella 13. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout Callout

"Slot PCle" a pagina 37 H "Alimentatori" a pagina 37

H "Pulsante NMI" a pagina 37 A "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Connettore VGA" a pagina 37 A "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

"Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37 H "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con dieci slot PCle

= | = 72 oz 7|

e
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Tabella 14. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

Hl "Pulsante NMI" a pagina 37

I "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Connettore VGA" a pagina 37

A "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

"Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

H "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 2,5" e sei slot PCle
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Tabella 15. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 2,5" (4)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

A "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A "Connettore VGA" a pagina 37

"Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

K1 "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con otto vani delle unita posteriori da 2,5" e quattro slot PCle
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Tabella 16. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 2,5" (8)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

I "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A "Connettore VGA" a pagina 37
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Tabella 16. Componenti sulla parte posteriore del server (continua)

Callout

Callout

"Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

K1 "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con due vani delle unita posteriori da 3,5" e quattro slot PCle
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Tabella 17. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 3,5" (2)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

I "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A "Connettore VGA" a pagina 37

"Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

K "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 3,5" e due slot PCle

Tabella 18. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 3,5" (4)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

I "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A "Connettore VGA" a pagina 37

"Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

K "'Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38
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Vista posteriore con sette slot PCle e un modulo DWCM

(1]
4 7= % J
C )
5% i g
o ] J[ @ = o ||[ @) . o
(5] OT T P§—/U2 P§—U/1 :,: o
=7 ] & Wl_ & L !
m T |
1 BOHO0B 2
Tabella 19. Componenti sulla parte posteriore del server
Callout Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

H "Pulsante NMI" a pagina 37

I "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H Tubo esterno

A "Connettore VGA" a pagina 37

Supporto del tubo

H "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

Kl Tubo interno

K "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

pagina 38

"Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a

Vista posteriore con nove slot PCle e un modulo DWCM
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Tabella 20. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

H "Pulsante NMI" a pagina 37

M "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

H Tubo esterno

A "Connettore VGA" a pagina 37

Supporto del tubo

H "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

Kl Tubo interno

1 "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

pagina 38

"Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
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Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 2,5", cinque slot PCle e un modulo DWCM
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Tabella 21. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

H "Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 2,5" (4)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

A "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A Tubo esterno

"Connettore VGA" a pagina 37

H Supporto del tubo

K1 "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

Tubo interno

FH "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

I "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con otto vani delle unita posteriori da 2,5", tre slot PCle e un modulo DWCM
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Tabella 22. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 2,5" (8)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

A "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A Tubo esterno

"Connettore VGA" a pagina 37

H Supporto del tubo

K1 "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

1 Tubo interno

¥ Telaio verticale 1FH per DWCM

"Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

EHE1 "Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38
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Vista posteriore con due vani delle unita posteriori da 3,5", tre slot PCle e un modulo DWCM
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Tabella 23. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

"Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 3,5" (2)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

I "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A Tubo esterno

"Connettore VGA" a pagina 37

H Supporto del tubo

E "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

1 Tubo interno

Telaio verticale 1FH per DWCM

¥ "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

"Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38

Vista posteriore con quattro vani delle unita posteriori da 3,5", uno slot PCle e un modulo DWCM

Tabella 24. Componenti sulla parte posteriore del server

Callout

Callout

M "Slot PCle" a pagina 37

H "Vani dell'unita posteriore da 3,5" (4)" a pagina 37

H "Alimentatori" a pagina 37

A "Pulsante NMI" a pagina 37

H "Connettore USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

A Tubo esterno

"Connettore VGA" a pagina 37

H Supporto del tubo

E "Connettori USB 3 (5 Gbps)" a pagina 37

1 Tubo interno

Telaio verticale 1FH per DWCM

¥ "Porta di gestione del sistema XCC" a pagina 37

"Connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionali)" a
pagina 38
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Panoramica dei componenti posteriori

Slot PCle

Gli slot PCle si trovano nella parte posteriore o anteriore del server e il server supporta fino a 12 slot PCle.
Per ulteriori informazioni, vedere "Slot PCle e adattatori PCle" a pagina 71.

Unita hot-swap e vani dell'unita

| vani dell'unita sulla parte anteriore e posteriore del server sono progettati per le unita hot-swap. Il numero di
unita installate sul server varia a seconda del modello. Quando si installano le unita, seguire I'ordine dei
numeri dei vani dell'unita.

L'integrita EMI e il raffreddamento del server vengono protetti occupando tutti i vani. | vani dell'unita liberi
devono essere occupati da elementi di riempimento dell'unita.

Alimentatori

L'alimentatore ridondante hot-swap consente di evitare interruzioni significative del funzionamento del
sistema in caso di guasto di un alimentatore. E possibile acquistare un alimentatore opzionale Lenovo e
installarlo per fornire ridondanza di alimentazione senza spegnere il server.

Su ogni alimentatore sono presenti tre LED di stato vicino al connettore del cavo di alimentazione. Per
informazioni sui LED, vedere "LED dell'alimentatore" a pagina 743.

Pulsante NMI

Utilizzare questo pulsante solo quando viene indicato dal supporto Lenovo. Premere questo pulsante per
forzare un'interruzione NMI (Non Maskable Interrupt) per il processore. In questo modo & possibile arrestare
il sistema operativo (visualizzazione della schermata blu di errore di Windows) e acquisire un dump di
memoria. Potrebbe essere necessario utilizzare una penna o I'estremita di una graffetta raddrizzata per
premere il pulsante.

Connettori USB 3 (5 Gbps)

| connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) sono interfacce DCI (Direct Connect Interface) per il debug, utilizzabili
per collegare un dispositivo compatibile con USB, come una tastiera USB, un mouse USB o un dispositivo di
storage USB.

Connettore VGA

| connettori VGA sulle parti anteriore e posteriore del server possono essere utilizzati per collegare un
monitor ad alte prestazioni, un monitor con azionamento diretto o altri dispositivi che utilizzano un connettore
VGA.

Porta di gestione del sistema XCC

Il server dispone di un connettore RJ-45 da 1 GB dedicato alle funzioni di Lenovo XClarity Controller (XCC).
Tramite la porta di gestione del sistema & possibile accedere direttamente a Lenovo XClarity Controller,
collegando un notebook alla porta di gestione mediante un cavo Ethernet. Accertarsi di modificare le
impostazioni IP sul laptop in modo che corrisponda alla rete sulle impostazioni predefinita del server. Una
rete di gestione dedicata fornisce ulteriore protezione tramite separazione fisica del traffico della rete di
gestione dalla rete di produzione.

Per ulteriori informazioni, vedere:

¢ Impostazione della connessione di rete per Lenovo XClarity Controller
e "LED della porta di gestione del sistema XCC" a pagina 743
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Connettori Ethernet
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Figura 9. Modulo OCP (due connettori)

Figura 10. Modulo OCP (quattro connettori)

I modulo OCP fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.

Per impostazione predefinita, uno dei connettori Ethernet sul modulo OCP pu0 fungere anche da connettore
di gestione, utilizzando la capacita di gestione condivisa.

Tubi interni ed esterni

I Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module) € dotato di due tubi esterni per il collegamento ai collettori. Il
tubo interno consente I'afflusso di acqua calda dall'impianto alle piastre a freddo per il raffreddamento dei
processori, mentre il tubo esterno conduce I'acqua calda all'esterno del modulo DWCM per raffreddare il

sistema.
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Vista superiore

In questa sezione sono contenute informazioni sulla vista superiore del server con dissipatori di calore
standard o un modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Nota:

* |e seguenti figure mostrano la vista superiore del server senza deflettore d'aria, telaio centrale o telaio

posteriore installato.

¢ | e seguenti figure mostrano la configurazione posteriore del server con tre assiemi verticali. Le
configurazioni posteriori del server variano in base al modello di server. Per maggiori dettagli, vedere

"Vista posteriore" a pagina 31.

Vista superiore con dissipatori di calore standard

[ ]

[ ]

Figura 11. Vista superiore con dissipatori di calore standard

Tabella 25. Identificazione dei componenti (vista superiore con dissipatori di calore standard)

Backplane anteriore/i

H Switch di intrusione

H Ventole di sistema

A Moduli di memoria

H Moduli processore e dissipatore di calore (PHM)

A Assiemi verticali

Assieme della scheda di sistema

H Unita di espansione/Adattatore RAID CFF

Nota: La figura mostra il server con adattatori CFF disponibili solo nello chassis da 2,5". In alcune
configurazioni potrebbe essere installato con un modulo di alimentazione flash RAID. Per maggiori dettagli,
vedere Tabella 37 "Posizione dei moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 301.

Capitolo 2. Componenti del server 39



Vista superiore con DWCM
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Figura 12. Vista superiore con DWCM

Tabella 26. Identificazione dei componenti (vista superiore del modulo DWCM)

Tubo esterno H Tubo interno
Supporto del tubo A Modulo del sensore di rilevamento dei liquidi
H Assieme piastra a freddo A Telaio verticale per DWCM
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Layout dell'assieme della scheda di sistema

Questa sezione fornisce informazioni sui connettori, gli switch e i ponticelli disponibili sull'assieme della

scheda di sistema.

La seguente figura mostra il layout dell'assieme della scheda di sistema che contiene il modulo firmware e

sicurezza RoT, la scheda I/O di sistema e la scheda del processore.

8 @8 @8 _ @8 @
L@QQE o @9 —

Figura 13. Layout dell'assieme della scheda di sistema

Modulo firmware e sicurezza RoT H Scheda I/0 di sistema

H Scheda del processore

Per ulteriori informazioni sui connettori, gli switch o i LED disponibili sull'assieme della scheda di sistema,

vedere:

e "Connettori sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 42
e "Switch dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 43

e "LED sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 744

e "LED sul modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 747
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Connettori sull'assieme della scheda di sistema

La seguente figura mostra i connettori interni sull'assieme della scheda di sistema che contiene la scheda 1/0
di sistema e la scheda del processore.
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Figura 14. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Pulsante NMI H Connettore USB posteriore

Hl Socket MicroSD A Connettore VGA

H Connettore porta seriale A Connettori USB posteriori

Secondo connettore Ethernet di gestione H Porta di gestione del sistema XCC

E2 Connettore USB interno Slot verticale 1

I Slot OCP 3.0 ¥ Batteria CMOS (CR2032)

Connettore di alimentazione M.2 Connettore di rilevamento perdite

Connettore USB anteriore Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm
Connettore PCle 3 Connettori delle ventole

X Connettore I/O anteriore (per cavo a'Y) H1 Connettore 1/0 anteriore
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M Connettore di alimentazione backplane 3

A Connettore PCle 1

IEEl Connettore PCle 2

A Connettore di alimentazione backplane 2

A Connettore PCle 4

A Connettore retimer CFF

Connettore di alimentazione unita di espansione CFF

EEl Connettore dello switch di intrusione

2 Connettore di alimentazione backplane 1

E Connettore PCle 6

A Connettore di alimentazione RAID/HBA CFF

A Connettore PCle 7

EE Connettore PCle 8 HA Connettore di diagnostica esterno
EH Connettore VGA anteriore E Connettore PCle 5
Connettore laterale della scheda verticale 3 EHl Connettore PCle 9

EX Connettore PCle 10

Xl Connettore dell'alimentatore 1

X Connettore di alimentazione della scheda verticale 3

¥ Connettore dell'alimentatore 2

EEl Connettore di alimentazione della GPU X Slot verticale 2
IH Connettore del modulo firmware e sicurezza RoT IM Connettore SATA 0
Connettore SATA 1 IH Connettore SATA 2

X2 Connettore di segnale del backplane da 7 mm/M.2

Hi Connettore di alimentazione backplane

EA Connettore laterale del backplane

Nota:

¢ |l modulo I/O anteriore sul fermo del rack & collegato al connettore Hll. Vedere "Connettori I/O anteriori" a

pagina 410.

¢ |l modulo I/0O anteriore sul vano dei supporti con un pannello di diagnostica integrato (un display di
diagnostica LCD) & collegato al connettore Hil. Vedere "Connettori I/O anteriori" a pagina 410.

¢ |l modulo I/O anteriore sul vano dei supporti senza pannello di diagnostica LCD é collegato ai connettori

e |l mediante un cavo a Y. Vedere "Connettori I/0 anteriori" a pagina 410.

Switch dell'assieme della scheda di sistema

Di seguito vengono illustrate le posizioni e le funzioni del blocco di switch sull'assieme della scheda di

sistema che contiene la scheda I/0O di sistema e la scheda del processore.

Importante:

1. Prima di modificare qualsiasi impostazione dell'interruttore o spostare qualsiasi ponticello, spegnere il

server, quindi scollegare tutti i cavi di alimentazione e i cavi esterni. Esaminare le seguenti informazioni:

e 'Linee guida per l'installazione" a pagina 61

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

¢ "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricita statica" a pagina 64

e "Spegnimento del server" a pagina 91

2. Qualsiasi blocco di ponticelli o di switch della scheda di sistema, non visualizzato nelle figure di questo

documento, & riservato.
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Figura 15. Blocchi di switch dell'assieme della scheda di sistema
K SW2 H SW6 H SW7
Blocco di switch SW2
Tabella 27. Blocco di switch SW2
Blocco switch Numero | Nome switch Posizio- | Descrizione
switch ne
predefi-
nita
Sw2-1 Reimpostazione SPENTO | Forza la reimpostazione FPGA quando viene
FPGA spostato sulla posizione ACCESO.
SW2-2 Forza reimpostazione | SPENTO | Forza la reimpostazione BMC e CPU quando
On EHJ‘ BMC e CPU viene spostato sulla posizione ACCESO.
-
off 133 j Sw2-3 Riservato SPENTO | Riservato
Sw2-4 Scambio diimmagini | SPENTO | Abilita lo scambio di immagini BIOS quando
BIOS viene spostato sulla posizione ACCESO.
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Blocco di switch SW6
Tabella 28. Blocco di switch SW6

Blocco switch Numero | Nome switch Posizio- | Descrizione
switch ne
predefi-
nita
SW6-1 Esclusione sicurezza | SPENTO | Disabilita i controlli di sicurezza ME quando
ME viene spostato sulla posizione ACCESO.
SWe6-2 Cancellazione CMOS | SPENTO | Cancellail registro RTC (Real-Time Clock)
quando viene spostato sulla posizione
ACCESO.
1 (TH SWe6-3 Sovrascrittura della SPENTO | Sovrascrive la password di accensione
2 | [ password quando viene spostato sulla posizione
i = ACCESO.
g = SWe6-4 Ripristino ME SPENTO | Avvia ME in modalita di ripristino quando
7 | (W viene spostato sulla posizione ACCESO.
8 | [N
Ooff On SW6-5 Ripristino BIOS SPENTO | Awvia il BIOS in modalita di ripristino quando
viene spostato sulla posizione ACCESO.
SW6-6 Riservato SPENTO | Riservato
SWe6-7 Riservato SPENTO | Riservato
SW6-8 Riservato SPENTO | Riservato
Blocco di switch SW7
Tabella 29. Blocco di switch SW7
Blocco switch Numero | Nome switch Posizio- | Descrizione
switch ne
predefi-
nita
SW7-1 Avvio XCC primario SPENTO | XCC si avvia dalla meta superiore della
regione flash quando viene spostato su
ACCESO.
SW7-2 Forza aggiornamento | SPENTO | XCC si avvia dal codice kernel solo quando
XCC viene spostato su ACCESO.
1 ([N SW7-3 Esclusione SPENTO | Ignora I'autorizzazione di alimentazione e
g = dell'autorizzazione consente |'accensione del sistema quando
4 | N all'alimentazione viene spostato su ACCESO.
5 | [N
S = SW7-4 Forza reimpostazione | SPENTO | Forza la reimpostazione XCC quando viene
s | (N XCC spostato su ACCESO.
SRl SW7-5 Riservato SPENTO | Riservato
SW7-6 Riservato SPENTO | Riservato
SW7-7 Riservato SPENTO | Riservato
SW7-8 Riservato SPENTO | Riservato

LED di sistema e display di diagnostica

Consultare la seguente sezione per informazioni sui LED di sistema disponibili e sul display di diagnostica.
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Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al
display di diagnostica" a pagina 729.
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Capitolo 3. Elenco delle parti

Identificare i singoli componenti disponibili per il server utilizzando I'elenco delle parti.

e "Chassis con vani delle unita da 2,5"" a pagina 47
e "Chassis con vani delle unita da 3,5"" a pagina 51

Chassis con vani delle unita da 2,5"
Utilizzare I'elenco delle parti in questa sezione per identificare i singoli componenti disponibili per i modelli di
server con vani delle unita anteriori da 2,5".
Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:
1. Andare al sito Web http://datacentersupport.lenovo.com e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su Ricambi.
3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.

Si consiglia vivamente di controllare i dati di riepilogo dell'alimentazione per il server utilizzando Lenovo
Capacity Planner prima di acquistare eventuali nuove parti.

Nota: A seconda del modello, il server pud avere un aspetto leggermente diverso dalla figura. Alcune parti
sono disponibili solo su alcuni modelli.
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Figura 16. Componenti del server (chassis con vani delle unita da 2,5")
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Le parti elencate nella seguente tabella sono identificate come indicato di seguito:
¢ T1: CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 1. La sostituzione delle CRU Livello 1 € di responsabilita
dell'utente. Se Lenovo installa una CRU Livello 1 su richiesta dell'utente senza un contratto di servizio,

I'installazione verra addebitata all'utente.

e T2: CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 2. E possibile installare una CRU Livello 2 da soli oppure

richiederne l'installazione a Lenovo, senza costi aggiuntivi, in base al tipo di servizio di garanzia previsto

per il server di cui si dispone.

F: FRU (Field Replaceable Unit). L'installazione delle FRU & riservata ai tecnici di assistenza qualificati.
C: Parti strutturali e di consumo. L'acquisto e la sostituzione delle parti di consumo e strutturali
(componenti come un elemento di riempimento o una mascherina) sono responsabilita dell'utente. Se
Lenovo acquista o installa un componente strutturale su richiesta dell'utente, all'utente verra addebitato |l

costo del servizio.

Descrizione Tipo | Descrizione Tipo
Coperchio superiore T1 H Staffe posteriori per il montaggio a parete T1
H Unita di alimentazione T1 I Telaio unita posteriore a 8 vani da 2,5" T1
H Telaio unita posteriore a 4 vani da 2,5" T1 M Telaio unita da 7 mm (1U) T1
Telaio dell'unita da 7 mm (2FH + 7 mm) T1 H Backplane delle unita da 7 mm T2
Kl Elemento di riempimento dei vani dell'unitada | C Unitada 7 mm T1
7 mm
¥ Modulo OCP T ¥ Adattatore PCle T1
Modulo della porta seriale T1 Ventola di sistema T
FH Alloggiamento della ventola del sistema T Modulo di alimentazione flash RAID T1
Switch di intrusione T Unita di espansione/Adattatore RAID CFF T2
X2 Fermo del rack destro con modulo I/0 T1 Hil Fermo del rack destro standard T1
anteriore
FH Fermo del rack sinistro con porte di T EH Fermo del rack sinistro con porta di T1
diagnostica esterne e VGA diagnostica esterna
EHE Fermo del rack sinistro con porta VGA T1 A Fermo del rack sinistro standard T1
FH Chassis F HA Ricevitore di diagnostica esterno T1
Modulo I/O anteriore con pannello di T1 FH Pannello di diagnostica integrato T1
diagnostica integrato
X1 Modulo I/0 anteriore con pannello anteriore T1 Mascherina di sicurezza C
dell'operatore
EA Unitada 2,5" T EH Elementi di iempimento unita da 2,5" (1 C

vano, 4 vani o 8 vani)
EH Backplane dell'unita centrale/posteriore a 4 T Ed Backplane di espansione anteriore a 24 vani T1
vanida2,5" da2,5"
EH Backplane dell'unita posteriore a 8 vani da T1 A Backplane dell'unita anteriore a 8 vanida 2,5" | T1
2,5"
Batteria CMOS (CR2032) C EA Modulo di memoria T1
EXl Processore Xl Dissipatori di calore F
I Dadi di polietere etere chetone del T2 I Deflettore d'aria aggiuntivo (per il deflettore T
dissipatore di calore d'aria della GPU)
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Descrizione Tipo | Descrizione Tipo
IHE Elemento di riempimento del deflettore d'aria | C XA Deflettore d'aria aggiuntivo (per il deflettore T
(per il deflettore d'aria della GPU) d'aria della GPU)
IH Deflettore d'aria GPU T1 I Elemento di riempimento del deflettore d'aria | C
(per il deflettore d'aria standard)
Deflettore d'aria standard T1 I Backplane dell'unita M.2 T2
X2 Unita M.2 T H1l Fermo di blocco M.2 T
Modulo DWCM (Direct Water Cooling F A Coperchio della piastra a freddo C
Module)
EA Collettori FRU | HA Telaio verticale 1FH per DWCM C
EHA Telaio verticale 3FH per DWCM C HA Supporto del tubo C
Kit di sfiato FRU | I Kit di tubi in-row 42U FRU
B Tubo di collegamento in-rack 42U/48U (lato FRU | Hl Tubo di collegamento in-rack 48U (lato FRU
di ritorno) alimentazione)
Tubo di collegamento in-rack 42U (lato FRU | I Telaio unita centrale T1
alimentazione)
IE1 Telaio 3/4 verticale 4LP T M Scheda 3/4 verticale T
A Telaio verticale 3 T A Telaio verticale 1 0 2 T1
Telaio verticale 1U T1 M Scheda verticale (LP) T1
X Scheda verticale 1 0 2 T Scheda verticale 3 T2
Modulo firmware e sicurezza RoT F Scheda I/O di sistema F
Scheda MicroSD T1 Scheda del processore F
Deflettore d'aria PSU T1 Kit di abilitazione OCP per vSphere DSE T1
Adattatore NIC di gestione T1 Scheda interposer OCP posteriore T1
Scheda interposer OCP anteriore T1 Hi Telaio dell'adattatore anteriore T1
B Scheda verticale 5 T2
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Chassis con vani delle unita da 3,5"
Utilizzare I'elenco delle parti in questa sezione per identificare i singoli componenti disponibili per i modelli di
server con vani delle unita anteriori da 3,5".
Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:
1. Andare al sito Web http://datacentersupport.lenovo.com e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su Ricambi.
3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.

Si consiglia vivamente di controllare i dati di riepilogo dell'alimentazione per il server utilizzando Lenovo
Capacity Planner prima di acquistare eventuali nuove parti.

Nota: A seconda del modello, il server pud avere un aspetto leggermente diverso dalla figura. Alcune parti
sono disponibili solo su alcuni modelli.
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Figura 17. Componenti del server (chassis con vani delle unita da 3,5")

Le parti elencate nella seguente tabella sono identificate come indicato di seguito:
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T1: CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 1. La sostituzione delle CRU Livello 1 & di responsabilita
dell'utente. Se Lenovo installa una CRU Livello 1 su richiesta dell'utente senza un contratto di servizio,

I'installazione verra addebitata all'utente.

T2: CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 2. E possibile installare una CRU Livello 2 da soli oppure
richiederne l'installazione a Lenovo, senza costi aggiuntivi, in base al tipo di servizio di garanzia previsto

per il server di cui si dispone.

F: FRU (Field Replaceable Unit). L'installazione delle FRU ¢ riservata ai tecnici di assistenza qualificati.
C: Parti strutturali e di consumo. L'acquisto e la sostituzione delle parti di consumo e strutturali
(componenti come un elemento di riempimento o una mascherina) sono responsabilita dell'utente. Se

Lenovo acquista o installa un componente strutturale su richiesta dell'utente, all'utente verra addebitato il

costo del servizio.

Descrizione Tipo | Descrizione Tipo

Hl Coperchio superiore T1 H Staffe posteriori per il montaggio a parete T1

H Unita di alimentazione T1 I Telaio unita posteriore a 4 vani da 3,5" T1

H Telaio unita posteriore a 4 vani da 2,5" T A Telaio unita posteriore a 2 vani da 3,5" T

Telaio dell'unita da 7 mm (2FH + 7 mm) T1 H Telaio unita da 7 mm (1U) T1

Kl Backplane dell'unita da 7 mm T2 Elemento di riempimento dei vani dell'unita C
da7 mm

Unita da 7 mm T1 ¥ Modulo OCP T1

EEX Modulo della porta seriale T1 A Adattatore PCle T1

Supporto del modulo di alimentazione flash T A Modulo di alimentazione flash RAID T1

RAID

Alloggiamento della ventola del sistema T Ventola di sistema T1

X2 Switch di intrusione T Hi Fermo del rack destro con modulo I/0 T
anteriore

X Fermo del rack destro standard T1 I Fermo del rack sinistro con VGA e connettore | T1
di diagnostica esterno

EEl Fermo del rack sinistro con connettore di T1 A Fermo del rack sinistro con VGA T1

diagnostica esterno

A Fermo del rack sinistro standard T I Ricevitore di diagnostica esterno ™

Chassis FE Mascherina di sicurezza C

B Elementi di riempimento dell'unita da 3,5" (4 C Hi Elementi di riempimento dell'unita da 3,5" (1 C

vani) vano)

EA Unita da 3,5" T1 EH Backplane dell'unita centrale/posteriore a 4 T1
vanida 2,5"

EH Backplane dell'unita anteriore a 8 vanida 3,5" | T1 E Backplane dell'unita anteriore a 12 vani da T1
35"

EH Backplane dell'unita posteriore a 4 vani da T1 E Backplane dell'unita posteriore a 2 vani da T1

3,5|| 3’5u

Batteria CMOS (CR2032) C EA Modulo di memoria T1

EXl Processore Xl Dissipatori di calore F

I Dadi di polietere etere chetone del T2 ¥ Backplane dell'unita M.2 T2

dissipatore di calore
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Descrizione Tipo | Descrizione Tipo

¥l Unita M.2 T M Fermo di blocco M.2 T1
IHE Deflettore d'aria aggiuntivo (per il deflettore T1 M Elemento di riempimento del deflettore d'aria | C
d'aria della GPU) (per il deflettore d'aria della GPU)

Deflettore d'aria aggiuntivo (per il deflettore T IH Deflettore d'aria GPU T1
d'aria della GPU)

X2 Modulo DWCM (Direct Water Cooling F H1l Coperchio della piastra a freddo C
Module)

Collettori FRU A Telaio verticale 1FH per DWCM C
EH Telaio verticale 3FH per DWCM C EA Supporto del tubo C
HEHA Kit di sfiato FRU | HAKit di tubi in-row 42U FRU
Tubo di collegamento in-rack 42U/48U (lato FRU | A Tubo di collegamento in-rack 48U (lato FRU
di ritorno) alimentazione)

HaA Tubo di collegamento in-rack 42U (lato FRU | Hil Deflettore d'aria standard T1

alimentazione)

Elemento di riempimento del deflettore d'aria | C A Telaio unita centrale a 8 vani da 2,5" T1
(per il deflettore d'aria standard)

IHE Telaio unita centrale a 4 vani da 3,5" T A Deflettore d'aria PSU T
A Scheda del processore F M Scheda MicroSD T
Scheda I/0O di sistema F I Modulo firmware e sicurezza RoT F

XA Telaio verticale 3 T Telaio verticale 1 0 2 T
Telaio verticale 1U T Scheda verticale 3 T
Scheda verticale 1 0 2 T Scheda verticale (LP) T2
Adattatore NIC di gestione T Kit di abilitazione OCP per vSphere DSE T1

Cavi di alimentazione

Sono disponibili diversi cavi di alimentazione, a seconda del paese e della regione in cui il server & installato.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:
1. Accedere a:

http://dcsc.lenovo.com/#/

2. Fare clic su Preconfigured Model (Modello preconfigurato) o Configure to order (Configura per
ordinare).

3. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
4. Fare clic su Power (Alimentazione) - Power Cables (Cavi di alimentazione) per visualizzare tutti i
cavi di linea.

Nota:

¢ Atutela della sicurezza, viene fornito un cavo di alimentazione con spina di collegamento dotata di messa
a terra da utilizzare con questo prodotto. Per evitare scosse elettriche, utilizzare sempre il cavo di
alimentazione e la spina con una presa dotata di messa a terra.

54  ThinkSystem SR650 V3 Guida per |'utente


http://dcsc.lenovo.com/#/

| cavi di alimentazione per questo prodotto utilizzati negli Stati Uniti e in Canada sono inclusi nell'elenco
redatto dai laboratori UL (Underwriter's Laboratories) e certificati dall'associazione CSA (Canadian
Standards Association).

Per unita che devono funzionare a 115 volt: utilizzare un cavo approvato dai laboratori UL e certificato
dalla CSA con tre conduttori, con sezione minima di 18 AWG di tipo SVT o SJT, di lunghezza massima di
15 piedi (4,57 metri) e con una spina da 15 ampére e 125 volt nominali dotata di messa a terra e a lame
parallele.

Per unita che devono funzionare a 230 Volt (solo Stati Uniti): utilizzare un cavo approvato dai laboratori UL
e certificato dalla CSA con tre conduttori, con sezione minima di 18 AWG di tipo SVT o SJT, di lunghezza
massima di 15 piedi (4,57 metri) con lama a tandem, con spina dotata di messa a terra da 15 Amp e 250
Volt.

Per unita progettate per funzionare a 230 volt (al di fuori degli Stati Uniti): utilizzare un cavo dotato di spina
di collegamento del tipo con messa a terra. |l cavo deve essere conforme alle norme di sicurezza
appropriate relative al paese in cui I'apparecchiatura viene installata.

Generalmente, i cavi di alimentazione per una regione o un paese specifico sono disponibili solo in tale
regione o paese.
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Capitolo 4. Disimballaggio e configurazione

Le informazioni riportate in questa sezione sono utili per il disimballaggio e la configurazione del server.
Quando si disimballa il server, verificare che gli elementi contenuti nella confezione siano corretti e
apprendere dove trovare le informazioni sul numero di serie del server e sull'accesso a Lenovo XClarity
Controller. Assicurarsi di seguire le istruzioni in "Elenco di controllo per la configurazione server" a pagina 59
durante la configurazione del server.

Contenuto della confezione del server

Quando si riceve il server, verificare che la spedizione contenga tutto il materiale previsto.

Nella confezione del server sono compresi gli elementi seguenti:

e Server

¢ Kit di installazione dei binari*. La Guida all'installazione & disponibile nella confezione.

¢ Braccio di gestione cavi*. La Guida all'installazione & disponibile nella confezione.

¢ Scatola con il materiale, inclusi cavi di alimentazione®, kit accessori e documentazione stampata.

Nota:

* Alcuni degli elementi elencati sono disponibili solo su modelli selezionati.
e Gli elementi contrassegnati dall'asterisco (*) sono opzionali.

In caso di elementi mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore. Conservare la prova di acquisto e il
materiale di imballaggio. Potrebbero essere infatti richiesti per il servizio di garanzia.

Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller

In questa sezione sono contenute istruzioni su come identificare il server e su dove trovare le informazioni di
accesso a Lenovo XClarity Controller.

Identificazione del server

Quando si contatta I'assistenza tecnica Lenovo, il tipo, il modello e il numero di serie della macchina
consentono ai tecnici del supporto di identificare il server e fornire un servizio piu rapido.

La figura seguente mostra la posizione dell'etichetta ID che contiene il numero di modello, il tipo di macchina
e il numero di serie del server.
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Figura 18. Posizione dell'etichetta ID

Etichetta di accesso alla rete di Lenovo XClarity Controller

Inoltre I'etichetta di accesso alla rete di Lenovo XClarity Controller (XCC) & applicata alla scheda informativa
estraibile nella parte anteriore dello chassis. Per conoscere |'indirizzo MAC, ¢ sufficiente tirarla. Dopo aver
ricevuto il server, rimuovere |'etichetta di accesso alla rete XCC e conservarla in un luogo sicuro.

Figura 19. Etichetta di accesso alla rete di Lenovo XClarity Controller sulla scheda informativa estraibile

Etichetta di servizio e codice QR

Inoltre I'etichetta di servizio del sistema, presente sul coperchio superiore, fornisce un codice QR (Quick
Response) per I'accesso mobile alle informazioni sull'assistenza. Eseguire la scansione del codice QR con un
dispositivo mobile con un'applicazione apposita per accedere rapidamente alla pagina Web delle
informagzioni sull'assistenza. Sulla pagina Web delle informazioni sull'assistenza sono presenti informazioni
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aggiuntive relative ai video di installazione e sostituzione delle parti, nonché i codici di errore per |'assistenza
concernente la soluzione.

Figura 20. Codice QR

Elenco di controllo per la configurazione server

Utilizzare I'elenco di controllo per la configurazione del server per assicurarsi di aver eseguito tutte le attivita
necessarie ai fini della configurazione del server.

La procedura di configurazione del server varia in base alla configurazione del server al momento della
consegna. In alcuni casi il server € completamente configurato e deve soltanto essere collegato allarete e a
una fonte di alimentazione CA, per poi essere acceso. In altri casi &€ necessario installare I'hardware
opzionale, configurare hardware e firmware e installare il sistema operativo.

Di seguito sono riportati i passaggi della procedura generale per la configurazione di un server.

Configurazione dell'hardware del server
Per configurare I'hardware del server, completare le seguenti procedure.
1. Togliere i server dall'imballaggio. Vedere "Contenuto della confezione del server" a pagina 57.

2. Installare le eventuali opzioni hardware o server. Vedere gli argomenti correlati in Capitolo 5 "Procedure
di sostituzione hardware" a pagina 61.

3. Se necessario, installare la guida e il braccio di gestione cavi in un cabinet rack standard. Seguire le
istruzioni nella Guida all'installazione delle guide e nella Guida all'installazione del braccio di gestione
cavi fornita con il kit di installazione delle guide.

4. Se necessario, installare il server in un cabinet rack standard. Vedere "Installazione del server nel rack" a
pagina 95.

5. Collegare tutti i cavi esterni al server. Vedere Capitolo 2 "Componenti del server" a pagina 19 per
informazioni sulle posizioni dei connettori.

Generalmente, & necessario collegare i seguenti cavi:

e Collegare il server alla fonte di alimentazione
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6.

e Collegare il server alla rete di dati

e Collegare il server al dispositivo di storage

¢ Collegare il server alla rete di gestione

Accendere il server.

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono
specificate qui:

e Capitolo 2 "Componenti del server" a pagina 19

¢ "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 729.

Il server puo essere acceso (LED alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

e E possibile premere il pulsante di alimentazione.
e |l server pud riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.
¢ |l server pud rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller.

Nota: E possibile accedere all'interfaccia del processore di gestione per configurare il sistema senza
accendere il server. Quando il server € collegato all'alimentazione, I'interfaccia del processore di
gestione & disponibile. Per dettagli sull'accesso al processore del server di gestione, vedere "Avvio e
utilizzo dell'interfaccia Web di XClarity Controller" nella documentazione di XCC compatibile con il
server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

Convalidare il server. Assicurarsi che il LED di alimentazione, il LED del connettore Ethernet e il LED di
rete siano accesi in verde, a indicare che I'hardware del server & stato configurato correttamente.

Per ulteriori informazioni sulle indicazioni dei LED, vedere "Risoluzione dei problemi in base ai LED di
sistema e al display di diagnostica" a pagina 729.

Configurazione del sistema

Completare le seguenti procedure per configurare il sistema. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a
Capitolo 7 "Configurazione di sistema" a pagina 705.

1.
2.
3.

Impostare la connessione di rete per Lenovo XClarity Controller sulla rete di gestione.
Aggiornare il firmware del server, se necessario.

Configurare il firmware per il server.

Le informazioni seguenti sono disponibili per la configurazione RAID:

® https://lenovopress.com/Ip0578-lenovo-raid-introduction

* https://lenovopress.com/Ip0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

4. Installare il sistema operativo.

Eseguire il backup della configurazione server.

6. Installare le applicazioni e i programmi che dovranno essere utilizzati con il server.
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Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware

Questa sezione illustra le procedure di installazione e rimozione di tuttii componenti di sistema che
richiedono manutenzione. Ciascuna procedura di sostituzione di un componente indica tutte le attivita che
devono essere eseguite per accedere al componente da sostituire.

Linee guida per l'installazione

Prima di installare i componenti nel server, leggere le linee guida per |'installazione.

Prima di installare i dispositivi opzionali, leggere attentamente le seguenti informazioni particolari:

Attenzione: Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita
di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa
aterra.

® Leggere le informazioni sulla sicurezza e le linee guida per assicurarsi di operare in sicurezza:
— Un elenco completo di informazioni sulla sicurezza per tutti i prodotti & disponibile qui:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

— Le seguenti linee guida sono disponibili anche in "Operazioni all'interno del server acceso" a pagina 64
e "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricita statica" a pagina 64.

e Assicurarsi che i componenti che si desidera installare siano supportati dal server in uso.
— Per un elenco dei componenti opzionali supportati dal server, vedere https://serverproven.lenovo.com.
— Per i contenuti opzionali della confezione, vedere https://serveroption.lenovo.com/.

e Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:

1. Andare al sito Web http://datacentersupport.lenovo.com € accedere alla pagina di supporto del
server.

2. Fare clic su Ricambi.
3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.

¢ Quando siinstalla un nuovo server, scaricare e applicare gli aggiornamenti firmware piu recenti. Questo
consentira di assicurarsi che i problemi noti vengano risolti e che il server sia pronto per prestazioni
ottimali. Accedere a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/
downloads/driver-list/ per scaricare gli aggiornamenti firmware per il server.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice
coordinato. Se il componente fa parte di una soluzione cluster, prima di aggiornare il codice, verificare il
menu del livello di codice best recipe piu recente per il firmware supportato del cluster e il driver.

¢ Se si sostituisce una parte, ad esempio un adattatore, che contiene firmware, potrebbe essere necessario
anche aggiornare il firmware per tale parte. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware,
vedere "Aggiornamento del firmware" a pagina 707.

¢ Prima di installare un componente opzionale, € buona norma assicurarsi sempre che il server funzioni
correttamente.

¢ Tenere pulita I'area di lavoro e posizionare i componenti rimossi su una superficie piana e liscia che non si
muove o non si inclina.

¢ Non tentare di sollevare un oggetto troppo pesante. Se cio fosse assolutamente necessario, leggere
attentamente le seguenti misure cautelative:
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— Verificare che sia possibile rimanere in piedi senza scivolare.
— Distribuire il peso dell'oggetto in modo uniforme su entrambi i piedi.

— Applicare una forza continua e lenta per sollevarlo. Non muoversi mai improvvisamente o non girarsi
quando si solleva un oggetto pesante.

— Per evitare di sforzare i muscoli della schiena, sollevare I'oggetto stando in piedi o facendo forza sulle
gambe.

e Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unita disco.

e Procurarsi un cacciavite a testa piatta piccolo, un cacciavite di tipo Phillips piccolo, un cacciavite Torx T8
e un cacciavite Torx T30.

e Per visualizzare i LED di errore sull'assieme della scheda di sistema e sui componenti interni, lasciare il
server acceso.

¢ Non € necessario spegnere il server per installare o rimuovere gli alimentatori hot-swap, le ventole hot-
swap o i dispositivi USB hot-plug. Tuttavia, & necessario spegnere il server prima di eseguire qualsiasi
operazione che implichi la rimozione o l'installazione dei cavi dell'adattatore ed &€ necessario scollegare la
fonte di alimentazione dal server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o
I'installazione di una scheda verticale.

¢ Durante la sostituzione delle unita di alimentazione o delle ventole dell'alimentatore, assicurarsi di fare
riferimento alle regole di ridondanza per questi componenti.

¢ |l colore blu su un componente indica i punti di contatto da cui & possibile afferrare un componente per
rimuoverlo o installarlo nel server, aprire o chiudere i fermi e cosi via.

e Terracotta su un componente o un'etichetta arancione posta accanto a un componente indica che il
componente pud essere sostituito in modalita hot-swap, ossia che pud essere rimosso o installato mentre
il server & ancora in esecuzione. Terracotta indica anche i punti di contatto sui componenti hot-swap. Fare
riferimento alle istruzioni per la rimozione o l'installazione di uno specifico componente hot-swap per
qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare il
componente.

¢ | a striscia rossa sulle unita, adiacente al fermo di rilascio, indica che I'unita pu® essere sostituita a
sistema acceso se il server e il sistema operativo supportano la funzione hot-swap. Cio significa che &
possibile rimuovere o installare I'unita mentre il server & in esecuzione.

Nota: Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sistema per la rimozione o l'installazione di un'unita
hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di
rimuovere o installare I'unita.

¢ Al termine delle operazioni sul server, verificare di aver reinstallato tutte le schermature di sicurezza, le
protezioni, le etichette e i cavi di messa a terra.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che
interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi
di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non & idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformita
all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale
qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle
apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni.
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Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato
per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede
I'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed &
controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema é richiesta la messa a
terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica puo essere verificata da un elettricista
certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se la condizione di lavoro richiede lo scollegamento del server o si intende spegnere il server, assicurarsi
che il cavo di alimentazione sia scollegato.

S002

NS

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe
anche disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente
elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di
alimentazione.

Nota: In determinate condizioni, lo spegnimento del server non & un prerequisito. Fare riferimento alle
precauzioni prima di eseguire qualsiasi attivita.

2. Controllare il cavo di alimentazione.

¢ Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un
multimetro per misurare la continuita che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la
messa a terra del telaio.

* Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:
a. Accedere a:

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Fare clic su Preconfigured Model (Modello preconfigurato) o Configure to order (Configura
per ordinare).

Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.

Fare clic su Power (Alimentazione) - Power Cables (Cavi di alimentazione) per visualizzare
tutti i cavi di linea.

e Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che
tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.

4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio
limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.

5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.

6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né
manomessi.
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Linee guida sull'affidabilita del sistema

Esaminare le linee guida sull'affidabilita del sistema per garantire al sistema il raffreddamento e I'affidabilita
appropriati.

Accertarsi che siano rispettati i seguenti requisiti:

¢ Se nel server & presente un'alimentazione ridondante, in ogni vano dell'alimentatore deve essere installato
un alimentatore.

¢ Intorno al server deve essere presente spazio sufficiente per consentire il corretto funzionamento del
sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2,0") di spazio libero attorno alle parti anteriore e
posteriore del server. Non inserire oggetti davanti alle ventole.

¢ Per un corretto raffreddamento e flusso d'aria, reinserire il coperchio del server prima di accendere il
server. Se il server viene utilizzato per piu di 30 minuti senza coperchio, potrebbero verificarsi danni ai
componenti.

e E necessario seguire le istruzioni di cablaggio fornite con i componenti opzionali.

e E necessario sostituire una ventola malfunzionante entro 48 ore dal malfunzionamento.
e E necessario sostituire una ventola hot-swap entro 30 secondi dalla sua rimozione.

e E necessario sostituire un'unita hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.

e E necessario sostituire un alimentatore hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.

¢ | deflettori d'aria forniti con il server devono essere installati all'avvio del server (alcuni server potrebbero
essere forniti con piu deflettori d'aria). E possibile che I'utilizzo del server senza il deflettore d'aria
danneggi il processore.

e (Ciascun socket del processore deve contenere un coperchio del socket o un processore con dissipatore
di calore.

¢ Quando sono installati piu processori, € necessario seguire rigorosamente le regole di inserimento delle
ventole per ciascun server.

Operazioni all'interno del server acceso

Potrebbe essere necessario lasciare acceso il server senza coperchio per osservare le informazioni di
sistema sul pannello del display o sostituire i componenti hot-swap. Esaminare tali linee guida prima di agire
in tal modo.

Attenzione: Seicomponenti interni del server sono esposti all'elettricita statica, il server potrebbe arrestarsi
e potrebbe verificarsi una perdita di dati. Per evitare questo potenziale problema, utilizzare sempre un
cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra quando si eseguono
operazioni all'interno del server acceso.

¢ Evitare di indossare indumenti larghi, non aderenti alle braccia. Arrotolare o tirare su le maniche lunghe
prima di lavorare all'interno del server.

e FEvitare che una cravatta, una sciarpa, il laccetto del badge o i capelli finiscano all'interno del server.
e Togliere i gioielli: bracciali, collane, anelli, gemelli e orologi da polso.

¢ Rimuovere gli oggetti contenuti nella tasca della camicia, ad esempio penne e matite, che potrebbero
cadere all'interno del server quando ci si china su di esso.

e FEvitare di lasciar cadere oggetti metallici, ad esempio graffette, forcine per capelli e viti, nel server.

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricita statica

Esaminare tali linee guida prima di maneggiare dispositivi sensibili all'elettricita statica per ridurre la
possibilita di danni da scariche elettrostatiche.
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Attenzione: Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita
di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa
aterra.

¢ |imitare i movimenti per evitare I'accumulo di elettricita statica.

e Prestare particolare attenzione quando si maneggiano dispositivi a basse temperature, il riscaldamento
riduce I'umidita interna e aumenta [I'elettricita statica.

e Utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o un altro sistema di messa a terra
in particolare quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.

¢ Posizionare il dispositivo ancora nell'involucro antistatico su una superficie metallica non verniciata
all'esterno del server per almeno due secondi. Cio riduce |'elettricita statica presente sul pacchetto e sul
proprio corpo.

e Tirare fuori il dispositivo dall'involucro e installarlo direttamente nel server senza appoggiarlo. Se &
necessario appoggiare il dispositivo, avvolgerlo nuovamente nell'involucro antistatico. Non posizionare
mai il dispositivo sul server o su qualsiasi superficie metallica.

e Maneggiare con cura il dispositivo, tenendolo dai bordi.
¢ Non toccare punti di saldatura, piedini o circuiti esposti.
¢ Tenere il dispositivo lontano dalla portata di altre persone per evitare possibili danni.

Regole tecniche

Questo argomento fornisce le regole tecniche per il server.

* "Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 65
e "Slot PCle e adattatori PCle" a pagina 71

* "Regole termiche" a pagina 79

Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria

I moduli di memoria devono essere installati in un ordine specifico basato sulla configurazione della memoria
implementata e sul numero di processori € moduli di memoria installati nel server.

Il server dispone di 32 slot di memoria con 16 canali. Per un elenco delle opzioni di memoria supportate,
vedere:

https://serverproven.lenovo.com

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni della memoria e sulla configurazione della memoria
sono disponibili sul sito Web Lenovo Press:

https://lenovopress.com/servers/options/memory
Inoltre, & possibile utilizzare un configuratore di memoria, disponibile sul seguente sito:
https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Layout dei moduli di memoria e dei processori

La tabella della configurazione dei canali di memoria sottostante mostra la relazione tra processori, controller
di memoria, canali di memoria e numeri di slot dei moduli di memoria.
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Figura 21. Layout dei moduli di memoria e dei processori

Tabella 30. Identificazione degli slot di memoria e dei canali

Processore CPU 1

Controller iMC3 iMC2 iMCO iMCA
Canale CH1 CHO CH1 CHO CHO CH1 CHO CHA1
N. slot 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
N. DIMM 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Processore CPU2

Controller iMC3 iMC2 iMCO iMCA1
Canale CHA1 CHO CH1 CHO CHO CH1 CHO CHA1
N. slot 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
N. DIMM 32 31 30 29 28 27 26 25 1 24 | 2312221 |20 |19 | 18 | 17

¢ N. slot: numero di slot DIMM in ogni canale di memoria. Ciascun canale di memoria ha due slot DIMM: slot
0 (piu lontano dal processore) e slot 1 (piu vicino al processore).

¢ N. DIMM: numero di slot DIMM sull'assieme della scheda di sistema. Ogni processore dispone di 16 slot
DIMM.

Linee guida per l'installazione dei moduli di memoria

¢ Per le regole di installazione e la sequenza di popolamento, vedere "Ordine di installazione dei DIMM
TruDDR5" a pagina 66.

e E richiesto almeno un modulo DIMM per ogni processore. Per prestazioni ottimali, installare almeno otto
moduli DIMM per processore.

¢ Quando si sostituisce una DIMM, il server consente di abilitare la DIMM automaticamente senza dover
utilizzare Setup Utility per abilitare la nuova DIMM manualmente.

Ordine di installazione dei DIMM TruDDR5

Questa sezione fornisce informazioni su come installare correttamente i moduli DIMM TruDDR5 (RDIMM,
RDIMM 9x4, RDIMM 10x4 o RDIMM 3DS).

Per i moduli RDIMM, RDIMM 10x4 o RDIMM 3DS sono disponibili le due modalita di memoria seguenti. Per i
moduli RDIMM 9x4, & disponibile solo la modalita Indipendente.

¢ "Ordine di installazione per la modalita Indipendente" a pagina 67
e "Ordine di installazione per la modalita di mirroring" a pagina 69
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Ordine di installazione per la modalita Indipendente

Nella modalita Indipendente i canali di memoria possono essere popolati con i moduli DIMM in qualsiasi
ordine ed ¢ possibile popolare tutti canali per ogni processore in qualsiasi ordine senza requisiti di
abbinamento. La modalita Indipendente fornisce il livello piu elevato di prestazioni della memoria, ma senza
protezione da failover. L'ordine di installazione dei moduli DIMM per la modalita indipendente varia in base al
numero di processori e dei moduli di memoria installati nel server.

Attenersi alle seguenti regole quando si installano i moduli di memoria in modalita Indipendente:

Deve essere presente almeno un modulo DIMM TruDDR5 per processore.

Il popolamento di memoria deve essere identico tra un processore e |'altro.

Tutti i moduli di memoria TruDDR5 devono funzionare alla stessa velocita nello stesso sistema.
Sono supportati moduli di memoria di vari fornitori.

In un sistema non & possibile combinare moduli DIMM x8 e DIMM x4.

Tutti i moduli di memoria installati devono essere dello stesso tipo.

— | moduli RDIMM 9x4 non possono essere combinati con moduli RDIMM non 9x4 in un sistema.

— I moduli RDIMM 3DS non possono essere combinati con moduli RDIMM non 3DS in un sistema.

Tutti i moduli di memoria in un sistema devono avere lo stesso humero di rank, eccetto nei casi riportati di

seguito:

— I moduli RDIMM single-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM dual-rank quando sono
presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.

— I moduli RDIMM 3DS quad-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM 3DS octal-rank
quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.

Nota: Il blocco del sistema sul POST potrebbe verificarsi su un server che funziona in questa
configurazione. In questo caso contattare |'assistenza Lenovo per sostituire il DIMM guasto per il
funzionamento corretto.

— Per ulteriori informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con
rank differenti, vedere "Modalita di memoria indipendente con combinazione di rank" a pagina 69.

Con un processore

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalita indipendente,
quando ¢ installato un solo processore.

Tabella 31. Modalita indipendente con un processore

DIMM totali Processore 1

16 | 16 (14| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 DIMM!? 7
2 DIMM?2 14 7
4 DIMM? 14 10 7 3
6 DIMM1 2 14 12 10 7 3 1
8 DIMM?'. 2.3 16 14 12 10 7 5 3 1
12 DIMM2 4 16 14 1 13 | 12 10| 9 8 7 5 4 3 1
;I6DIMM2'3v4' 16 | 156 |14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nota:
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1. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 24, 48 e 96 GB a 5.600 MHz.

2. Le configurazioni DIMM supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che pu0 essere abilitata
tramite UEFI. SNC non & supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza
indicata nella tabella precedente.

3. Le configurazioni DIMM supportano SGX (Software Guard Extensions). Per abilitare questa funzionalita,
vedere "Abilitazione SGX (Software Guard Extensions)" a pagina 712.

4. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 5.600 MHz.

5. La combinazione di rank & supportata tra i moduli RDIMM single-rank e dual-rank o tra RDIMM 3DS
quad-rank e octal-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore. Per ulteriori
informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con rank differenti,
vedere "Modalita di memoria indipendente con combinazione di rank" a pagina 69.

Con due processori

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalita indipendente
quando solo installati due processori.

Tabella 32. Modalita indipendente con due processori

DIMM totali Processore 1

16 | 15| 14 | 13 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 DIMM! 7
4 DIMM? 14 7
8 DIMM? 14 10 7 3
12 DIMM". 2 14 12 10 7 3 1
16 DIMM".2.3 | 16 14 12 10 7 5 3 1
24 DIMM2: 4 16 14 | 13 | 12 10 | 9 8 7 5 4 3 1
(532DIMM2v3v4v 16 | 15114113 | 12 [ 11 | 10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1
DIMM totali Processore 2

32 (31 (30|29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 (23 | 22 | 21 20 | 19 18 17
2 DIMM! 23
4 DIMM2 30 23
8 DIMM?2 30 26 23 19
12 DIMM?*. 2 30 28 26 23 19 17
16 DIMM". 2.3 | 32 30 28 26 23 21 19 17
24 DIMM2 4 32 30| 29 | 28 26 | 25 24 | 23 21 20 19 17
32 DIMM23.4. [ 32 | 31 | 30| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 [ 23 | 22 | 21 20 19 18 17

Nota:
1. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 24, 48 e 96 GB a 5.600 MHz.

2. Le configurazioni DIMM supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che puo essere abilitata
tramite UEFI. SNC non & supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza
indicata nella tabella precedente.

3. Le configurazioni DIMM supportano SGX (Software Guard Extensions). Per abilitare questa funzionalita,
vedere "Abilitazione SGX (Software Guard Extensions)" a pagina 712.
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4. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 5.600 MHz.

5. La combinazione di rank & supportata tra i moduli RDIMM single-rank e dual-rank o tra RDIMM 3DS
quad-rank e octal-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore. Per ulteriori
informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con rank differenti,
vedere "Modalita di memoria indipendente con combinazione di rank" a pagina 69.

Modalita di memoria indipendente con combinazione di rank

Seguire la sequenza di installazione dei moduli di memoria in questa sezione quando si installano moduli di
memoria con rank differenti in modalita di memoria indipendente.

¢ | moduli RDIMM single-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM dual-rank quando sono
presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.

¢ | moduli RDIMM 3DS quad-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM 3DS octal-rank quando
sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.

¢ Se un canale di memoria ha due DIMM con rank diversi, popolare prima il modulo DIMM con un numero
maggiore di rank nello slot O (il piu lontano dal processore).
Sequenza di installazione degli slot DIMM per un processore

Quando si installano moduli DIMM con rank differenti con un solo processore (processore 1) installato,
seguire la sequenza riportata di seguito e installare prima i DIMM di rank superiore e quindi quelli di rank
inferiore negli slot restanti.

Tabella 33. Sequenza di installazione degli slot DIMM per un processore

Processore 1
SlotDIMM | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sequenza 8 16 7 15 4 12 3 11 9 1 10 2 13 5 14 6

Sequenza di installazione degli slot DIMM per due processori

Quando si installano moduli DIMM con rank differenti con due processori installati, seguire la sequenza
riportata di seguito e installare prima i DIMM di rank superiore e quindi quelli di rank inferiore negli slot
restanti.

Tabella 34. Sequenza di installazione degli slot DIMM per due processori

Processore 1
Slot DIMM | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sequenza 15 | 31 13 | 29 7 23 5 21 17 1 19 3 25 9 27 11

Processore 2
SlotDIMM | 32 | 31 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17
Sequenza 16 | 32 | 14 | 30 8 24 6 22 18 2 20 4 26 10 28 12

Ordine di installazione per la modalita di mirroring

La modalita di mirroring fornisce la ridondanza completa della memoria, dimezzando nel contempo la
capacita totale del sistema. | canali di memoria sono raggruppati in coppie e ogni canale riceve gli stessi dati.
Se si verifica un malfunzionamento, il controller della memoria passa dalle DIMM del canale primario alle
DIMM del canale di backup. L'ordine di installazione dei moduli DIMM per la modalita di mirroring della
memoria varia in base al numero di processori e dei moduli DIMM installati nel server.
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Nella modalita di mirroring ogni modulo di memoria di una coppia deve essere identico per dimensioni e
architettura. | canali sono raggruppati in coppie e ogni canale riceve gli stessi dati. Un canale viene utilizzato
come backup dell'altro, che fornisce la ridondanza.

Attenersi alle seguenti regole quando si installano i moduli di memoria in modalita mirroring:

e Tutti i moduli di memoria da installare devono essere dello stesso tipo, con la stessa capacita, frequenza,
tensione e rank.

¢ |l mirroring puo essere configurato su piu canali nello stesso iIMC e la dimensione totale della memoria
TruDDRS5 dei canali primario e secondario deve essere identica.

e | moduli RDIMM 9x4 non supportano la modalita di mirroring.

¢ |l mirroring parziale della memoria € una funzione secondaria del mirroring della memoria. Prevede che
I'utente segua I'ordine di installazione della memoria della modalita di mirroring della memoria.

Conun processore

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalita di mirroring
quando ¢ installato un solo processore.

Tabella 35. Modalita mirroring con un processore

DIMM totali Processore 1

16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 DIMM12 16 14 12 10 7 5 3 1

16 DIMM?:2 16 (15|14 |13 | 12 ] 11 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nota:

1. Le configurazioni DIMM supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che puo essere abilitata
tramite UEFI. SNC non & supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza
indicata nella tabella precedente.

2. | moduli RDIMM da 24 e 48 GB a 5.600 MHz sono supportati nella modalita mirroring a 8 DIMM, mentre
tutti gli altri moduli RDIMM sono supportati nella modalita mirroring a 8 e 16 DIMM.

70 ThinkSystem SR650 V3 Guida per I'utente



Due processori

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalita di mirroring
quando sono installati due processori.

Tabella 36. Modalita mirroring con due processori

DIMM totali Processore 1

16 (15 |14 | 13 (12 | 11 [ 10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1
16 DIMM'2 16 14 12 10 7 5 3 1
32 DIMM?.2 16 [ 15 | 14 | 13 [ 12 | 11 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
DIMM totali Processore 2

32 | 31 [30]| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 | 23 | 22 | 21 20 19 18 17
16 DIMM12 32 30 28 26 23 21 19 17
32 DIMM?2 32 | 31 |30 |29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17

1. Le configurazioni DIMM supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che puo essere abilitata
tramite UEFI. SNC non & supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza
indicata nella tabella precedente.

2. I moduli RDIMM da 24 e 48 GB a 5.600 MHz sono supportati nella modalita mirroring a 16 DIMM, mentre
tutti gli altri moduli RDIMM sono supportati nella modalita mirroring a 16 e 32 DIMM.

Slot PCle e adattatori PCle
Questo argomento fornisce informazioni sulle regole di installazione per gli adattatori PCle.

Configurazioni degli slot senza DWCM

Le seguenti tabelle riportano le configurazioni degli slot PCle per ciascuna vista del server senza un Modulo
DWCM (Direct Water Cooling Module).

* E: vuoto

Slot PCle

Figura 22. Vista posteriore con 8 slot PCle

Tz 22 |
i 2 8
3 3 3
T T eEr @ @
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Scheda x16/x16 (Gen | x8/x8 (Gen 4/
verticale 1/2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) verticale 3 4/5) 5)
Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto Slot 7 PCle x16 PCle x8
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Slot 8 PCle x16 PCle x8
4/5)
Slot 3/6 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
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Slot PCle

Figura 23. Vista posteriore con 10 slot PCle

I 1 4 ST 9 ]
2 5 8 10
3 6 =13 7
T eirl] S "=n @u-_
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Scheda x16/x8 (Gen 4 | x16/x8 (Gen 5
verticale 1/2 | (Gen 4/5) (Gen 4/5) verticale 3/4 per scheda per scheda
verticale 3) verticale 4)
Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto Slot 7/9 PCle4 x8 PCle5 x8
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Slot 8/10 PCle4 x8 PCle5 x8
4/5)
Slot 3/6 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
Figura 24. Vista posteriore con 6 slot PCle
1
2
3
1T o A3
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
verticale 1/2 (Gen 4/5) (Gen 4/5)
Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Slot 3/6 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
Figura 25. Vista posteriore con 4 slot PCle
Tz i |EE=El |E===0 [E==s]
2 ] [ i i ] |
3 6 3 3
(1T o & e = - EIU_I_ EIU_I_
= T T I
2 L | — 1 [ Hl 1 I
3 6 =13 3
i - =) == [ @ [
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Scheda x16 (Gen 4)
verticale 1 (Gen 4/5) (Gen 4/5) verticale 2
Slot 1 PCle x16 PCle x16 Vuoto Slot 6 PCle x16
Slot 2 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Slot 3 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
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Slot PCle

Figura 26. Vista posteriore con 2 slot PCle

3 6
=iy

e [ [ |

STe
o
o )

% =2
Scheda x16 (Gen 4) Scheda x16 (Gen 4)
verticale 1 verticale 2
Slot 3 PCle x16 Slot 6 PCle x16

Figura 27. Vista anteriore con 2 slot PCle

a8

[]
Scheda x16/x16
verticale 5 (Gen4)
Slot 11 PCle x16
Slot 12 PCle x16

Configurazioni degli slot con DWCM

Le seguenti tabelle riportano le configurazioni degli slot PCle per ciascuna vista del server con un modulo

DWCM.

* E: vuoto

Slot PCle

Figura 28. Vista posteriore con 9 slot PCle

B

7

o
9

2

5

3

| =02

-

([T T &R | | %E% I

Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Scheda x16/x8 (Gen 4 | x16/x8 (Gen 5
verticale 1/2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) verticale 3/4 per scheda per scheda
verticale 3) verticale 4)

Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto Slot 7/9 PCle4 x8 PCle5 x8
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Slot 8/10 PCle4 x8 PCle5 x8

4/5)
Slot 3 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen

4)
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Slot PCle

Figura 29. Vista posteriore con 7 slot PCle

l,] ( 7 il Z ’ 7 ol
‘ 2 ) 5 5
T ||| et Es|a
T TeER[]| S =- (N (N
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Scheda x16/x16 (Gen | x8/x8 (Gen 4/
verticale 1/2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) verticale 3 4/5) 5)
Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto Slot 7 PCle x16 PCle x8
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Slot8 PCle x16 PCle x8
4/5)
Slot 3 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)

Figura 30. Vista posteriore con 5 slot PCle

IC »)

2

I 1
Il T

i v | R alie|at
MO ToER|[] SEP=- (n (n
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
verticale 1/2 (Gen 4/5) (Gen 4/5)
Slot 1/4 PCle x16 PCle x16 Vuoto
Slot 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Slot 3 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
Figura 31. Vista posteriore con 3 slot PCle
= =
2 I I I I | I L I I | |
S s0 0% |° g :
MO T & S - EIN.I_EIU_I_
i 7 Tl
E= | [l
- | 00 [ : ﬂ :
O T e & S0 = EIN_I_ EE]_I_
Scheda x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
verticale 1 (Gen 4/5) (Gen 4/5)
Slot 1 PCle x16 PCle x16 Vuoto
Slot 2 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Slot 3 PCle x8 Vuoto PCle x16 (Gen
4)
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Slot PCle

Figura 32. Vista posteriore con 1 slot PCle

I T L] | I ] I | ]
iz | azze| | azae |z

: | 3 | 3
[T T &3 "=-|g
Scheda x16 (Gen 4)
verticale 1
Slot 3 PCle x16
Nota:

¢ |l server supporta entrambe le schede verticali PCle Gen 4 e Gen 5, ma non entrambe nello stesso
sistema.

¢ e schede verticali Gen 4 supportano gli adattatori PCle Gen 4 e Gen 5 (a eccezione delle schede retimer

Gen 5), ma non entrambi nello stesso sistema.

¢ Le schede verticali Gen 5 supportano gli adattatori PCle Gen 4 e Gen 5, ma non entrambi nello stesso
sistema.

e Gli slot 2 e 5 sulla scheda verticale E/x16/x16 non supportano le schede retimer.
¢ Regole di installazione del telaio unita da 7 mm:

— Per i modelli di server con 8 o 10 slot PCle & possibile installare un telaio dell'unita SSD da 7 mm + 2FH

sullo slot 3 0 6, ma non su entrambi contemporaneamente.

— Per i modelli di server con un telaio unita posteriore a 8 vani da 2,5"/2 vani da 3,5", & possibile installare

uno dei telai unita da 7 mm:
— Telaio unita SSD 2FH + 7 mm: slot 3
— Telaio unita SSD da 7 mm: slot 6

— Perimodelli di server con un telaio unita posteriore a 4 vani da 3,5" o una GPU installata, & possibile
installare un telaio unita low-profile da 7 mm solo sullo slot 6.

— Per i modelli di server con un telaio dell'unita posteriore a 4 vani da 2,5" non & supportato alcun telaio

dell'unita da 7 mm.
¢ Regole di installazione del modulo della porta seriale:

— Per i modelli di server con 8 slot PCle, 10 slot PCle o un telaio dell'unita posteriore a 4 vani da 2,5":

— Se entrambe le schede verticali 1 e 2 utilizzano la scheda verticale x16/x16/E e sullo slot 6 &

installato un telaio dell'unita da 7 mm, & possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 3.
Se non ¢ installato alcun telaio dell'unita da 7 mm, & possibile installare un modulo della porta seriale

sullo slot 6.
— Se la scheda verticale 1 utilizza la scheda verticale x16/x16/E, ma la scheda verticale 2 non &

installata o non usa la scheda verticale x16/x16/E, € possibile installare un modulo della porta seriale

sullo slot 3 quando non ¢ installato alcun telaio dell'unita da 7 mm.

— Se la scheda verticale 1 non utilizza la scheda verticale x16/x16/E, ma la scheda verticale 2 la usa, &

possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6 quando non ¢ installato alcun telaio
dell'unita da 7 mm.

— Se le schede verticali 1 e 2 non utilizzano la scheda verticale x16/x16/E, il modulo della porta seriale

non € supportato.
— Per i modelli di server con un telaio unita posteriore a 8 vani da 2,5"/2 vani da 3,5":
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— Sela scheda verticale 1 utilizza la scheda verticale x16/x16/E, & possibile installare un modulo della
porta seriale sullo slot 3 e un telaio unita SSD da 7 mm sullo slot 6.

— Se la scheda verticale 1 non utilizza la scheda verticale x16/x16/E, non € possibile installare
contemporaneamente un telaio unitd da 7 mm e un modulo della porta seriale. Se non € installato un
telaio unita da 7 mm, € possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6.

— Per i modelli di server con un telaio unita posteriore a 4 vani da 3,5", non € possibile installare
contemporaneamente un telaio unita da 7 mm e un modulo della porta seriale. Se non ¢ installato un
telaio unita da 7 mm, & possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6.

— Perimodelli di server con una GPU double-wide & possibile installare il modulo della porta seriale solo
sullo slot 6 quando non ¢ installato alcun telaio dell'unita da 7 mm.

Adattatori PCle supportati e priorita slot

Nella seguente tabella sono elencate le priorita di installazione consigliate degli slot per gli adattatori PCle

comuni.

Adattatore PCle

N. max. di adattatori
supportati

Priorita slot consigliata

ThinkSystem SR630/SR650 V3 PCle Gen 5
x16 Retimer Adapter

Adattatore GPU'
GPU double-wide . « 1CPU:2,7

e 2CPU:2,5,7
GPU single-wide: T400, T1000 o e 1CPU:1,2,3.7

e 2CPU:1,4,2,5,7,8,3,6
GPU single-wide: A2 o « 1CPU:1,2.3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,6,3,11, 12
GPU single-wide: L4 o e 1CPU:1,2,3,7

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,6,3
Scheda retimer PCle
;Zlglg%;stem PCle Gen 4 x16 Retimer « 1CPU:1,2,3

4 e 2CPU:1,2,4,5,3,6

Adattatore di espansione RAID/HBA CFF interno

5350-8i, 9350-8i, 9350-16i

440-16i, 940-16i

ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander

Nessuna installazione negli slot PCle.

L'adattatore di espansione RAID/HBA CFF &
supportato solo nello chassis del vano
dell'unita da 2,5", che ¢ installato tra il
backplane anteriore e |'assieme della scheda
di sistema.

Adattatore RAID/HBA SFF interno 2

4350-8i, 5350-8i

4350-16i

440-8i, 540-8i, 940-8i

440-16i, 540-16i, 940-16i

SH N S S

e 1CPU: 2,3, 1
e 2CPU:2,3,5,6,1,4
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Adattatore PCle

N. max. di adattatori
supportati

Priorita slot consigliata

940-32i 1
93508 4 *« 1CPU:3,2,1
9350-16i 2 « 2CPU:3,2,5,6,1,4
Adattatore RAID/HBA esterno
440-8e, 440-16e 1 e 1CPU:1,2,3,7,8,12
e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10, 11,12
940-8e A e 1CPU:1,2,3,7,8, 12
e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10, 11,12
Adattatore HBA FC
Tutti gli adattatori HBA FC supportati .
12 e 1CPU:1,2,3,7,8,12
e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10, 11,12
Adattatore NIC
ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE « 1CPU:1.2.3
SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & 1 e
Crypto e 2CPU:1,4,2,5,3,6
ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 e 1CPU:1.2.3
2-port PCle Ethernet Adapter 6 T
e 2CPU:1,4,2,5,3,6
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE
SFP28 4-port PCle Ethernet Adapter
ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE
QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2
6 e 1CPU:1,2,3,7,12
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx .
100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet * 2CPU:1,4,2,5,7,8,3,6,11,12
Adapter
Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE
QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14
ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE .
SFP28 4-port PCle Ethernet Adapter 10 * 1CPU1,2,3,7,8,12
e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,11,12
Tutti gli altri adattatori NIC supportati .
12 e 1CPU:1,2,3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,83,6,9,10, 11, 12
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Adattatore PCle N. max. di adattatori | Priorita slot consigliata
supportati

Adattatore InfiniBand

Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE
VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket

Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE
VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket

ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR 1B/

200GDbE Single Port x16 PCle Adapter
(without auxiliary adapter)

ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/
HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16
InfiniBand Adapter

ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400
OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter

e 1CPU:1,2,8,7,12
e 2CPU:1,4,2,5,7,8,3,6,11,12

Nota:

1. Regole per gli adattatori GPU:

Tutti gli adattatori GPU installati devono essere identici. Per il requisito termico sulle GPU, vedere
"Regole termiche" a pagina 79.

| deflettori d'aria per gli adattatori GPU variano a seconda del tipo di GPU. Per informazioni
dettagliate, vedere "Sostituzione della GPU" a pagina 158.

Se gli adattatori GPU sono installati, non sono supportati i telai dell'unita centrale, i telai dell'unita
posteriore o le schede SSD PCle.

Sono supportati solo sei adattatori GPU T400 e T1000 al massimo. Gli adattatori GPU T400 e T1000
non sono supportati su una scheda verticale Gen 5.

Se sullo slot 2, 5 0 7 ¢ installato un adattatore GPU double-wide, il rispettivo slot adiacente 1,40 8
non ¢ disponibile.

Quando sono installati tre o piu adattatori RAID/HBA SFF, sono supportati solo due adattatori GPU
double-wide al massimo.

2. Regole per gli adattatori RAID/HBA SFF interni:

Gli adattatori RAID serie 940 o 9350 richiedono un modulo di alimentazione flash RAID.

Non & consentito combinare adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350 (Gen 3) e RAID/HBA 440/540/940
(Gen 4) nello stesso sistema.

Gli adattatori RAID/HBA che appartengono alla stessa generazione (Gen 3 o Gen 4) possono essere
utilizzati nello stesso sistema.

Gli adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350 non possono essere utilizzati in combinazione con i
seguenti adattatori nello stesso sistema:

— Adattatore Ethernet Intel EB10-DA2 OCP/PCle
— Adattatore Ethernet Intel E810-DA4 OCP/PCle

L'adattatore RAID 940-8i o RAID 940-16i supporta I'opzione a tre modalita. Quando I'opzione a tre
modalita € abilitata, il server supporta contemporaneamente le unita NVMe SAS, SATA e U.3. Le unita
NVMe sono collegate tramite un collegamento PCle x1 al controller.
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Nota: Per supportare le tre modalita con le unita NVMe U.3, la modalita U.3 x1 deve essere abilitata
per gli slot delle unita selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. In caso contrario, le unita
NVMe U.3 non possono essere rilevate. Per ulteriori informazioni, vedere "L'unita NVMe U.3 puo
essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalita" a pagina 771.

¢ Lachiave VROC (Virtual RAID on CPU) e I'opzione a tre modalita non sono supportate
contemporaneamente.

¢ ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter deve essere installato
sullo slot x16 a causa del peso.

Regole termiche

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server.
¢ "Regole termiche per server senza DWCM" a pagina 79
¢ "Regole termiche per server con DWCM" a pagina 87

Regole termiche per server senza DWCM

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server senza un modulo Modulo DWCM (Direct Water
Cooling Module).

e "Configurazioni standard" a pagina 80

"Configurazioni dello storage con processori di quarta generazione" a pagina 81

"Configurazioni dello storage con processori di quinta generazione" a pagina 83

"Configurazioni della GPU senza FIO" a pagina 84

"Configurazioni GPU con FIO" a pagina 85

"Configurazioni non GPU con FIO o 4LP" a pagina 86

"Configurazioni con dissipatori di calore con alette" a pagina 87

Le abbreviazioni utilizzate nelle tabelle riportate di seguito sono definite nel modo seguente:
Temp. max.: temperatura ambiente massima sul livello del mare
FIO = scheda verticale 5 + OCP anteriore

4L P = scheda verticale 3/4

S/S: SAS/SATA

Any: AnyBay

E: ingresso

S: standard

P: prestazioni

SW: single-wide

DW: double-wide

ND: non disponibile

Y: si

N: no

Nota:
e Per il server con processori 6434/6434H/6534 da 195 W o una scheda verticale 4LP posteriore sono
necessari dissipatori di calore e ventole ad alte prestazioni.
e Periserver dotati di processori 5515+ da 165 W sono necessari dissipatori di calore e ventole standard.
e Per il server con un adattatore GPU installato sulla scheda verticale anteriore sono necessari dissipatori di
calore ad alte prestazioni.
e Per il server con uno dei seguenti componenti sono necessarie ventole ad alte prestazioni:
— Adattatori PCle e OCP anteriori
— Modulo OCP installato nello chassis con 12 unita anteriori da 3,5"
— Unita NVMe da 7 mm posteriori installate nello chassis con 12 unita anteriori da 3,5"
— CFF RAID/HBA/unita di espansione interni
— Parti con cavo ottico attivo (AOC) installato nelle configurazioni dello storage
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
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— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
— Le seguenti schede di rete speciali installate nelle configurazioni dello storage

— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with

Active Fiber cables

— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with

Active Fiber cables

— Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCle Adapter w/ Tall Bracket with Active
Fiber cables

- Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14

— ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet Adapter with Active
Fiber cables

— ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto

— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter with Active Fiber cables
— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16 InfiniBand Adapter

with Active Fiber cables

— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2 with Active
Fiber cables

— ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter

— ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter

— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter

¢ ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 & supportato solo su server installati con i

seguenti componenti a una temperatura ambiente massima di 25 °C:
— Vano dell'unita anteriore da 8 x 2,5"/16 x 2,5"/8 x 3,5"

— processori con TDP minore o uguale a 250 W

— Dissipatori di calore standard o entry-level 2U

— ventole ad alte prestazioni

¢ Quando ¢ installato ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1, il server supporta

fino a sei adattatori GPU HHHL negli slot 1/2/4/5/7/8 e non supporta gli adattatori GPU FHFL.

e Latemperatura ambiente € limitata a massimo 30 °C quando viene utilizzato uno dei seguenti tipi di

moduli RDIMM:
— RDIMM a 5.600 MHz con capacita maggiore o uguale a 96 GB
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1

— RDIMM a 4.800 MHz da 256 GB (eccetto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM

v1)

Configurazioni standard

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni standard.

Vani delle Temp. max. TDP CPU Dissipatore di | Deflettore Tipo di Qta
unita anteriori (watt) calore d'aria ventola DIMM
max.
45°C 125<=TDP <= [ AT (P) S P 32
185
40 °C <=205 AT (P) S P 32
8x2.5"
35°C 125 <=TDP <= | 2U (E) S S 32
16 x 2.5" 185
35°C <=250 2U (S) S S 32
8x3.5"
35°C 270<=TDP <= | AT (P) S P 32
330
30°C 350 AT (P) S P 32
Nota:
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1. Il supporto DIMM comporta le seguenti condizioni:

¢ Quando la capacita di ciascun RDIMM ¢ inferiore o uguale a 64 GB, vengono utilizzate le ventole

standard.

¢ Quando la capacita di ciascun RDIMM e superiore a 64 GB, vengono utilizzate le ventole ad alte
prestazioni.

2. Le temperature ambiente massime di 45 °C e 40 °C sono supportate nelle seguenti condizioni:

¢ | a capacita di ogni modulo RDIMM deve essere inferiore o uguale a 64 GB.

¢ |l server supporta solo schede PCle low-profile con calo di prestazioni.

* | processori seguenti non sono utilizzati:

— Processori 6434/6434H/6534 da 195 W

— Processore 5515+ da 165 W

Configurazioni dello storage con processori di quarta generazione

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni dello storage con Processori di
quarta generazione.

. Vani delle Vani delle Dissipato- | Deflet- . . Qta
\l::ir;:iadaer:lt(:riori unita unita -rrnear:p. (Tv:l)aF;t?PU re di tore I:::':o(:la DIMM
centrali posteriori - calore d'aria max.
125 <=
30°C TDP <= 2U (E) S S 32
185
195 <=
30 °C TDP <= 2U (S) S S 32
205
NA NA 225 <=
30 °C TDP <= 2U (S) S P 32
250
270 <=
30 °C TDP <= AT(P) S P 32
330
25°C 350 AT(P) S P 32
4x25"S/S |30°C <=250 AT(P) S P 32
24 x2.5"
NA 2x3.5"S/S 270 <=
\ 25°C TDP <= AT (P) S P 32
NVMe
30°C <=250 AT (P) NA P 32
8x2.5" NA 570 <=
NVMe 25°C | TDP<= |AT(P) NA P 32
300
30 °C <=250 AT(P) NA P 32
8x2.5"S/S | 4x2.5"S/S
270 <=
4x35"S/S | 8x25"S/S [25°C TDP<= | AT(P) NA P 32
300
8x2.5" 4x2.5" o _
NVMe NVMe 25°C <= 300 AT (P) NA P 32
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. Vani delle | Vanidelle Dissipato- | Deflet- . - Qta
unith anteriori | UNita unita ro |ty | rec tore | (PRS0 | DiMm
centrali posteriori : calore d'aria max.
125 <=
30°C TDP<= |2U(E) S S 32
185
195 <=
30°C TDP <= 2U () S S 32
205
NA NA 205 <=
30°C TDP <= 2U () S P 32
250
270 <=
30°C TDP <= AT(P) S P 32
330
25°C 350 AT (P) S P 32
2x3.5"S/S | 30°C <=250 AT(P) P 32
12 x3.5"
4x3.5"S/S
NA . 270 <=
4x25"S/S o5°c  [TDP<= |AT() s P 32
300
4x25"
NVMe
30°C <=250 AT(P) NA P 32
NVMe 25 °C TOP<= |ATP) NA P 32
300
30°C <= 250 AT (P) NA P 32
4x3.5"S/S
4x3.5"S/S 270 <=
4x25"S/S [25°C TDP <= AT(P) NA P 32
300
Nota:

1. Il supporto DIMM comporta le seguenti condizioni:

¢ Quando la capacita di ciascun RDIMM ¢ inferiore o uguale a 32 GB, vengono utilizzate le ventole

standard.

¢ Quando la capacita di ciascun RDIMM ¢ superiore a 32 GB, vengono utilizzate le ventole ad alte

prestazioni.

¢ | atemperatura ambiente € limitata a massimo 25 °C quando ThinkSystem 128GB TruDDR5

4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 viene utilizzato in configurazioni a 8 vani AnyBay da 2,5" + 16 vani
SAS/SATA da 2,5", 16 vani AnyBay da 2,5" + 8 vani SAS/SATA da 2,5" 0 24 vani AnyBay da 2,5".

¢ Latemperatura ambiente € limitata a 30 °C o inferiore quando ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 viene utilizzato in configurazioni a 12 vani da 3,5" nelle seguenti

condizioni:

— Non ¢ installato alcun vano dell'unita centrale o posteriore.

— Vengono utilizzati dissipatori di calore standard o entry-level.

— II'TDP della CPU & minore o uguale a 250 W.
2. Per lo chassis con 12 unita anteriori da 3,5", una parte con AOC non & supportata nello slot 3.
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3. Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di non ostruire le prese d'aria sul coperchio superiore di un
server con configurazione di storage.

4. Quando la temperatura ambiente & 30 °C, i vani delle unita posteriori o centrali NVMe Gen 5 non
supportano le unita di dimensioni superiori a 3,84 TB.
Configurazioni dello storage con processori di quinta generazione

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni dello storage con Processori di
quinta generazione.

. Vanidelle | Vanidelle Dissipato- | Deflet- - . Qta
zzir;;\dael:lt‘;riori unita unita -rl;’lear:(‘p. ;I\-llv)ar':t():PU re di tore I:::oc:; DIMM
centrali posteriori : calore d'aria max.
125 <=
30°C TDP<= |2U(B) S P 32
185
185 <
30°C TDP <= | 2U(S) S P 32
NA NA 250
270 <=
30°C TDP <= AT(P) S P 32
330
25°C 350 AT(P) S P 32
4x2.5"S/S | 30°C <= 250 AT(P) S P 32
904 x 258 NA 2x3.5"S/S 270 <=
' \ 25°C | TDP<= [AT(P) S P 32
NVMe
30°C <=250 AT(P) NA P 32
8X2.5" NA 270 <=
NVMe 25°C | TDP<= |[AT(P) NA P 32
300
30 °C <= 250 AT (P) NA P 32
8x2.5"S/S | 4x2.5"S/S
270 <=
4x35"S/S | 8x25"5/S [25°C TDP<= | AT(P) NA P 32
300
8x2.5" 4x2.5" o _
NVMe NVMe 25°C <=300 AT (P) NA P 32
125 <=
30°C TDP<= |2U(B) S P 32
185
185 <
30°C TDP<= |2U(S) S P 32
12 x 3.5" NA NA 250
270 <=
30°C TDP<= [AT(P) s P 30
330
25°C 350 AT (P) S P 32
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. Vani delle | Vanidelle Dissipato- | Deflet- . - Qta
unith anteriori | UNita unita ror | ey | e tore | (PRS0 | DiMm
centrali posteriori : calore d'aria max.
2x3.5"S/S |30°C <= 250 AT (P) S P 32
4x3.5"S/S
NA . 270 <=
4x25"8/S o5°c [TDP<= |AT() s P 32
300
4x25"
NVMe
30°C <= 250 AT(P) NA P 32
8X2.5" NA 270 <=
NVMe 25°C | TDP<= |AT({P) NA P 32
300
30°C <= 250 AT (P) NA P 32
4x3.5"S/S
4x35"S/S 270 <=
4x25"S/S |25°C TDP<= |AT(P) NA P 32
300

Nota:

1. Il supporto DIMM comporta le seguenti condizioni:

¢ |atemperatura ambiente € limitata a massimo 25 °C quando ThinkSystem 128GB TruDDR5

4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 viene utilizzato in configurazioni a 8 vani AnyBay da 2,5" + 16 vani
SAS/SATA da 2,5", 16 vani AnyBay da 2,5" + 8 vani SAS/SATA da 2,5" 0 24 vani AnyBay da 2,5".

e |Latemperatura ambiente € limitata a 30 °C o inferiore quando ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 viene utilizzato in configurazioni a 12 vani da 3,5" nelle seguenti
condizioni:

— Non e installato alcun vano dell'unita centrale o posteriore.

— Vengono utilizzati dissipatori di calore standard o entry-level.

— TDP del processore & minore o uguale a 250 W.

2. Per lo chassis con 12 unita anteriori da 3,5", una parte con AOC non & supportata nello slot 3.

3. Nelle configurazioni a 12 vani da 3,5", il server supporta la temperatura massima di 30 °C per processori
con TDP superiore a 300 W e inferiore o uguale a 330 W e 25 °C per processori da 350 W solo quando la

capacita del DIMM & inferiore o uguale a 48 GB.

4. Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di non ostruire le prese d'aria sul coperchio superiore di un

server con configurazione di storage.

5. Quando la temperatura ambiente & 30 °C, i vani delle unita posteriori o centrali NVMe Gen 5 non
supportano le unita di dimensioni superiori a 3,84 TB.

Configurazioni della GPU senza FIO

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni GPU senza FIO.

¢ GPU single-wide: T1000, T400, A2, L4

¢ Double-wide GPU: RTX A2000, RTX A4500, RTX A6000, A30, A16, A100, A40, A800, H100, H800, L40,

L40S, AMD Instinct MI210

84 ThinkSystem SR650 V3 Guida per I'utente




Va_nl‘delle Temp. TDP CPU Dls§|pato- Deflettore | Tipo di Qta GPU max. Qta
unita max (watt) re di d'aria ventola DIMM
anteriori . calore sw Dw max.
125 <=
30°C TDP <= 2U (B) S P 8 NA 32
185
225 <=
30°C TDP <= 2U (§) S P 8 NA 32
8x2.5" 250
270 <=
30°C TDP <= AT (P) S P 8 NA 32
350
30°C <=350 AT (P) GPU P NA 3 32
125 <=
30°C TDP <= 2U (B) S P 8 NA 32
185
225 <=
30°C TDP <= 2U (S) S P 8 NA 32
250
8x3.5" 270 <=
30°C TDP <= AT(P) S P 8 NA 32
16 x2.5" 300
30°C <=300 AT(P) GPU P NA 3 32
o 300 < TDP
25°C - 350 AT(P) S P 8 NA 32
o 300 < TDP
25°C —= 350 AT(P) GPU P NA 3 32
125 <=
25°C TDP <= 2U (E) S P 6 NA 32
185
225 <=
25°C TDP <= 2U (S) S P 6 NA 32
24 x 2.5" 250
270 <=
25°C TDP <= AT(P) S P 6 NA 32
300
25°C <=300 AT(P) GPU P NA 2 32
Nota:

1. Per lo chassis con 16 unita anteriori da 2,5", negli slot PCle 2 e 5, quando la temperatura ambiente € pari
a 30 °C sono supportati fino a due adattatori GPU A40, H100, H800 o L40S.

2. A40 non ¢ supportato dallo chassis con 24 unita anteriori da 2,5".
3. Lo chassis supporta fino a tre adattatori GPU RTX A2000 con 24 unita anteriori da 2,5".

Configurazioni GPU con FIO

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni GPU con FIO.
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i fesina- Qta GPU max. 5
Va_n |‘deIIe Temp. TDP CPU Dlssu:)_a Deflettore | Tipo di Qta
unita tore di - T1000/ DIMM

L max. (watt) d'aria ventola A2/L4 DW
anteriori calore T400 max.
30°C <=300 AT(P) S P 8 10 NA 32
300 <
25°C TDP <= AT(P) S P 8 10 NA 32
8x2.5" + 350
FIO 30°C <=300 |ATP) GPU P NA NA 2 32
300 <
25°C TDP <= AT (P) GPU P NA NA 2 32
350
16 X 2.5" + 25 oC <=300 AT(P) S P 8 10 NA 32
FIO 25°C <=300 |ATP) GPU P NA NA 2 32
Nota:

1. La scheda verticale anteriore (5) supporta solo adattatori GPU SW passivi.

2. A40 non & supportato nelle configurazioni a 16 vani da 2,5" + GPU FIO.

Configurazioni non GPU con FIO o0 4LP

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni non GPU con FIO o scheda
verticale 4LP posteriore.

Vani delle unita T TDP CPU Dissipatore di | Deflettore Tipo di Qta DIMM
ol emp. max. .
anteriori (watt) calore d'aria ventola max.
35°C 125<=TDP <= | 5 () s P 32
185
35°C ggg <=TDP<=12y9) s p 32
8x2.5" +FIO
. 270 <=TDP <=
35°C 330 AT(P) S P 32
30 °C 350 AT(P) S P 32
30°C 125 <=TDP <= 2U (E) s P 32
185
30°C ggg <=TDP <= [ 5y (g) s P 32
16 x2.5" + FIO
o 270 <=TDP <=
30°C 330 AT(P) S P 32
25°C 350 AT(P) S P 32
8x2.5" +4LP 35°C <=330 AT(P) S P 32
16x2.5" +4LP [ 30°C 350 AT(P) S P 32

Nota: Latemperatura ambiente deve essere limitata a massimo 25 °C quando ThinkSystem 128GB
TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 ¢ installato nella configurazione SAS/SATA a8 vanida 2,5" + 8
vani AnyBay da 2,5" + FIO o nella configurazione AnyBay a vani 16 da 2,5" + FIO.
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Configurazioni con dissipatori di calore con alette

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni con dissipatori di calore con
alette 2U.

Vani delle unita T TDP CPU Deflettore Tipo di Qta GPU Qta DIMM

- emp. max. ¢
anteriori (watt) d'aria ventola max max
" ° 6458Q/8470Q/

8x25 30°C 6558Q NA P 2 32
Nota:

1. Il backplane a 8 vani da 2,5" € installato nella posizione del backplane 2. Per la posizione del backplane

3.
4.

2, vedere "Installazione del backplane dell'unita anteriore da 2,5"" a pagina 145.

. Per la configurazione NVMe a 8 vani da 2,5", la capacita dell'unita deve essere inferiore o uguale a 7,68

TB.
La configurazione supporta fino a due adattatori GPU T1000, T400 o RTX A2000 sullo slot 1 o0 4.
La capacita del modulo DIMM deve essere inferiore o uguale a 64 GB.

Regole termiche per server con DWCM

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server con un modulo Modulo DWCM (Direct Water
Cooling Module).

Le

"Configurazioni standard" a pagina 88

"Configurazioni dello storage" a pagina 88
"Configurazioni della GPU senza FIO e 4LP" a pagina 89
"Configurazioni GPU con FIO" a pagina 90
"Configurazioni non GPU con FIO o 4LP" a pagina 90

abbreviazioni utilizzate nelle tabelle riportate di seguito sono definite nel modo seguente:
Temp. max.: temperatura ambiente massima sul livello del mare
FIO = scheda verticale 5 + OCP anteriore

4LP = scheda verticale 3/4

S/S: SAS/SATA

Any: AnyBay

E: ingresso

S: standard

P: prestazioni

SW: single-wide

DW: double-wide

ND: non disponibile

Y: si

N: no

Nota:

Per il server con uno dei seguenti componenti sono necessarie ventole ad alte prestazioni:
— Adattatori PCle e OCP anteriori

— Modulo OCP installato nello chassis con 12 unita anteriori da 3,5"

— Unita NVMe da 7 mm posteriori installate nello chassis con 12 unita anteriori da 3,5"

— CFF RAID/HBA/unita di espansione interni

— Parti con cavo ottico attivo (AOC) installato nelle configurazioni dello storage

— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
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— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
— Le seguenti schede di rete speciali installate nelle configurazioni dello storage

Mellanox ConnectX-6 HDR100 1B/100GbE VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables

Mellanox ConnectX-6 HDR100 1B/100GbE VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables

Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCle Adapter w/ Tall Bracket with Active
Fiber cables

Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14

ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet Adapter with Active
Fiber cables

ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto
ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter with Active Fiber cables

ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16 InfiniBand Adapter
with Active Fiber cables

ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2 with Active
Fiber cables

ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter
ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter

¢ Latemperatura ambiente € limitata a massimo 30 °C quando viene utilizzato uno dei seguenti tipi di
moduli RDIMM:

— RDIMM a 5.600 MHz con capacita maggiore o uguale a 96 GB
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1

— RDIMM a 4.800 MHz da 256 GB (eccetto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM
v1)

Configurazioni standard

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni standard con DWCM.

Vani (_iel!e unita Temp. max. TDP CPU (watt) Deflettore d'aria | Tipo di ventola Qta DIMM
anteriori max.
8x2.5"

16 x 2.5" 35°C Tutto S S 32

8x3.5"

Nota: Latemperatura ambiente ¢ limitata a 25 °C quando viene utilizzato ThinkSystem 256GB TruDDR5

4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configurazioni dello storage

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni dello storage con DWCM.
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Vani delle unita Vani delle unita | Vani delle unita Temp. Deflettore Tipo di Qta DIMM
anteriori centrali posteriori max. d'aria ventola max.
16x25"S/S+8x | NA NA 35°C S S 32
2.5" Any 4x25"S/S
NA 35°C S P 32
8x25"S/S+16x 2x3.5"S/S
2.5" Any
8 x 2.5" NVMe NA 30°C NA P 32
24x2.5" 8/S 8x2.5"S/S 4x2.5"S/S
. 35°C NA P 32
24 x2.5" Any 4x35"S/S 8x2.5"S/S
24 x2.5"S/S
NA 4x2.5" NVMe 30°C S P 32
24 x 2.5" Any
24 x2.5" NVMe 8 x2.5" NVMe 4x2.5" NVMe 30°C NA 32
NA NA 35°C S 32
2x3.5"S/S
NA 4x3.5"S/S 35°C S P 32
12x3.5" S/S
4x25"S/S
12 x3.5" Any
8 x2.5" NVMe NA 30°C NA P 32
4x3.5"S/S
4x3.5"S/S 35°C NA P 32
4x2.5"S/S
12x3.5" S/S NA 4 x2.5" NVMe 30°C S P 32
Nota:

1. Quando la capacita di ciascun RDIMM ¢ inferiore a 64 GB, vengono utilizzate le ventole standard.

2. Quando la capacita di ciascun RDIMM & superiore o uguale a 64 GB, vengono utilizzate le ventole ad

alte prestazioni.

3. Le configurazioni dello storage con DWCM non supportano ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz
(8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configurazioni della GPU senza FIO e 4LP

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni GPU senza FIO e 4LP.

¢ GPU single-wide: T1000, T400, A2, L4

¢ Double-wide GPU: RTX A2000, RTX A4500, RTX A6000, A30, A16, A100, A40, AB0O, H100, H800, L40,
L40S, AMD Instinct MI210

Temp. max.: temperatura ambiente massima sul livello del mare; SW: single-wide; DW: double-wide; E:
entry-level; S: standard; P: ad alte prestazioni
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Vani delle Temp.max. | TPP CPU Deflettore | Tipo di Qta GPU max. Qta DIMM
unita anteriori | (watt) d'aria ventola swW DW max.
8x2.5" 35°C Tutto S P 8 NA 32
8x3.5"
35°C Tutto GPU P NA 3 32
16 x 2.5"
35°C Tutto S 6 NA 32
24 2.5"
35°C Tutto GPU NA 3 32
Nota:

1. Latemperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se sono installati tre adattatori GPU
A40 in configurazioni a 24 vani da 2,5" oppure 3 adattatori GPU da 300 W in configurazioni a 8 vani da
3,5" o016 vanida 2,5".

2. Latemperatura ambiente deve essere limitata a massimo 25 °C nei seguenti casi:
¢ Tre adattatori GPU H100/H800/L40S installati in configurazioni a 24 vani da 2,5".
e |l server € dotato di ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

quando

3. Le configurazioni a 24 vani da 2,5" non supportano ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS

RDIMM v1.

Configurazioni GPU con FIO

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni GPU con FIO.

; Qta GPU max. >
Va_n |‘delle Temp. TDP CPU Deflettore Tipo di Qta
unita — T1000/ DIMM

. max. (watt) d'aria ventola A2/L4 DW
anteriori max.
T400

8x25" + 35°C Tutto GPU P NA NA 3 32

FIO

16 X 2.5" + 30°C Tutto S P 8 10 NA 32

FIO

Nota:

1. La scheda verticale anteriore (5) supporta solo adattatori GPU SW passivi.

2. Latemperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se sono installati tre adattatori GPU da
300 W in configurazioni a 8 vani da 2,5" FIO o 3 adattatori GPU A40 in configurazioni a 16 vani da 2,5" +

FIO.

3. Latemperatura ambiente deve essere limitata a 25 °C o inferiore quando sono installati tre adattatori
GPU H100/H800/L40S in configurazioni a 16 vani da 2,5" + FIO.

4. Le configurazioni a 16 vani da 2,5" + FIO non supportano ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz
(8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configurazioni non GPU con FIO o 4LP

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni non GPU con FIO o scheda
verticale 4LP posteriore.
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Vani (:jel!e unita Temp. max. TDP CPU (watt) Deflettore d'aria | Tipo di ventola Qta DIMM
anteriori max.
8 x2.5" + FIO/4LP
35°C Tutto S P 32
16 x 2.5" + FIO/4LP

Nota: Le configurazioni non GPU con FIO non supportano ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4)
3DS RDIMM v1.

Accensione e spegnimento del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per accendere e spegnere il server.

Accensione del server

Dopo essere stato collegato all'alimentazione e aver eseguito un breve test automatico (il LED di stato
dell'alimentazione lampeggia rapidamente), il server entra in stato di standby (il LED di stato
dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo).

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate
qui:

e Capitolo 2 "Componenti del server" a pagina 19
¢ "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 729

Il server puo essere acceso (LED alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

e E possibile premere il pulsante di alimentazione.

¢ |l server puo riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.

e |l server puo rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller.

Per informazioni sullo spegnimento del server, vedere "Spegnimento del server" a pagina 91.

Spegnimento del server

Quando é collegato a una fonte di alimentazione, il server rimane in stato di standby, consentendo a Lenovo
XClarity Controller di rispondere a richieste di accensione remote. Per interrompere completamente
I'alimentazione del server (LED di stato dell'alimentazione), & necessario scollegare tutti cavi di
alimentazione.

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate
qui:

e Capitolo 2 "Componenti del server" a pagina 19
¢ "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 729

Per mettere il server in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo):
Nota: Lenovo XClarity Controller pud mettere il server in stato di standby come risposta automatica a un
problema critico del sistema.

¢ Avviare una procedura di arresto regolare del sistema operativo, purché questa funzione sia supportata
dal sistema.

¢ Premere il pulsante di alimentazione per avviare una procedura di arresto regolare, purché questa
funzione sia supportata dal sistema operativo.
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¢ Tenere premuto il pulsante di alimentazione per piu di 4 secondi per forzare |'arresto.

Quando ¢ in stato di standby, il server puo rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo
XClarity Controller. Per informazioni sull'accensione del server, vedere "Accensione del server" a pagina 91.

Sostituzione del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il server.

Rimozione del server dal rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il server dal rack.

S036

18-32 kg 32-55 kg
39-70 Ib 70-1211b

18 - 32 kg (39 - 70 libbre) 32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:
Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R0O06

ATTENZIONE:
Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un
dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

ATTENZIONE:

¢ Esistono dei rischi di stabilita potenaziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.

¢ Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le "Linee guida per I'installazione" a
pagina 61. Non caricare I'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di
installazione. Non lasciare I'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di
installazione.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server € le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
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maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

ATTENZIONE:
Assicurarsi di seguire le procedure di rimozione del server in tre persone per prevenire lesioni.

Procedura

Passo 1. Allentare le due viti zigrinate che si trovano sulla parte anteriore del server per sganciarlo dal rack.

Parte anteriore del rack

Figura 33. Sganciamento del server dal rack

Fermo del rack

2 | Vite

Passo 2. Mantenere le staffe di montaggio sulla parte anteriore del server; quindi fare scorrere il server verso

I'esterno finché non si arresta.

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware 93



Figura 34. Estrazione del server

Fermo del rack (staffa di montaggio)

Passo 3. Rimuovere il server dal rack.

ATTENZIONE:
Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento

Parte anteriore del rack

Figura 35. Sollevamento del server

| | Punto di sollevamento
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Parte anteriore del rack

Figura 36. Rimozione del server dal rack

Linguetta di rilascio

© Premere le linguette di rilascio per sganciare le guide dal server.

b. @ Sollevare con cautela I'estremita anteriore del server per scollegare le teste delle viti dagli
slot sulle guide.

c. © Sollevare il server per rimuoverlo completamente dalle guide. Posizionare il server su una
superficie piana e liscia.

Dopo aver terminato
Posizionare il server su una superficie antistatica piana.
Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del server nel rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il server nel rack.

S036
18-32 kg 32-55kg
39-70 Ib 70-1211b
18 - 32 kg (39 - 70 libbre) 32 - 55 kg (70 - 121 libbre)
ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R0O06
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ATTENZIONE:
Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un
dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

ATTENZIONE:

¢ Esistono dei rischi di stabilita potenaziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.

¢ Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le "Linee guida per l'installazione" a
pagina 61. Non caricare I'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di
installazione. Non lasciare I'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di
installazione.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

ATTENZIONE:
Assicurarsi di seguire le procedure di installazione del server in tre persone per prevenire lesioni.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura
Passo 1. Dalla parte anteriore del rack, tirare le guide verso I'esterno finché non si arrestano.

Attenzione: E possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono
completamente estese.
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Parte anteriore del rack

Figura 37. Estrazione delle guide

Passo 2. Sollevare con cautela il server in tre persone.

ATTENZIONE:
Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento

Parte anteriore del rack

Figura 38. Sollevamento del server

| | Punto di sollevamento

Passo 3. Dalla parte anteriore del rack, installare il server nelle guide.

Attenzione: E possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono
completamente estese.
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Parte anteriore del rack

Figura 39. Installazione del server nelle guide

a. @ Inclinare il server e abbassare lentamente la parte posteriore; spingere quindi le guide verso
il server e assicurarsi che le teste delle viti piu lontane sul lato sinistro e destro del server siano
inserite negli slot sulla guida.

b. © Abbassare lentamente il server e assicurarsi che le altre tre teste delle viti sui lati sinistro e
destro del server vadano a posizionarsi negli slot corrispondenti.
Nota: Controllare i lati delle guide per assicurarsi che le teste delle viti siano posizionate negli
slot.
Passo 4. Fare scorrere il server nel rack.
a. © Spingere verso l'alto i fermi situati sulle guide.
b. ® Spingere completamente il server nel rack finché entrambi i fermi non scattano in posizione.
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Figura 40. Installazione del server nel rack

Fermo

Passo 5. (Opzionale) Fissare il server al rack.
a. Installare una vite M6 in ciascuna delle guide per fissare il server alla parte posteriore del rack.

Parte posteriore del rack

Figura 41. Fissaggio del server alla parte posteriore del rack

b. Fissare il server alla parte anteriore del rack. Stringere le due viti zigrinate situate sulla parte
anteriore del server.
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Parte anteriore del rack

Figura 42. Fissaggio del server alla parte anteriore del rack

1] Fermo del rack

2| Vite

Dopo aver terminato

1. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
2. Accendere il server e le periferiche. Vedere "Accensione del server" a pagina 91.

3. Aggiornare la configurazione del server. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dell'unita hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un'unita hot-swap. E possibile rimuovere o installare
un'unita hot-swap senza spegnere il server, evitando cosi interruzioni significative del funzionamento del
sistema.

¢ "Rimozione di un'unita hot-swap" a pagina 101
¢ ‘"Installazione di un'unita hot-swap" a pagina 102

Nota:

e |l termine "unita hot-swap" fa riferimento a tutti i tipi di unita disco fisso, unita SSD e unita NVMe hot-swap
supportati.

¢ Consultare la documentazione fornita con I'unita e seguire queste istruzioni in aggiunta a quelle contenute
in questa sezione. Accertarsi di disporre di tutti i cavi e dell'altra apparecchiatura specificata nella
documentazione fornita con I'unita.

¢ L'integrita da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento del server sono garantiti
mantenendo tutti i vani dell'unita coperti o occupati. | vani vuoti sono coperti dal pannello di protezione
EMI oppure occupati da elementi di riempimento dell'unita. Quando si installa un'unita, conservare
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I'elemento di riempimento dell'unita rimosso qualora in seguito venga rimossa |'unita e sia necessario un
elemento di riempimento dell'unita per coprire il vano.

Per evitare danni ai connettori dell'unita, assicurarsi che il coperchio superiore si trovi al suo posto e che
sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unita.

Rimozione di un'unita hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unita hot-swap.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Se & necessario rimuovere una o piu unita SSD NVMe, & consigliabile disabilitarle preventivamente tramite
il sistema operativo.

Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unita se alcuni vani delle unita
saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura
Passo 1. Se la mascherina di sicurezza € installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere "Rimozione della

mascherina di sicurezza" a pagina 366.

Passo 2. Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unita.

Figura 43. Unita hot-swap da 2,5" Figura 44. Unita hot-swap da 3,5"

Passo 3. Afferrare la maniglia ed estrarre I'unita dal vano dell'unita.
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Figura 45. Unita hot-swap da 2,5" Figura 46. Unita hot-swap da 3,5"

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova unita o un elemento di riempimento dell'unita per coprire il vano dell'unita. Vedere
"Installazione di un'unita hot-swap" a pagina 102.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un'unita hot-swap

Utilizzare queste informazioni per installare un'unita hot-swap.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Per evitare danni ai connettori dell'unita, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo
posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unita.

e Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita o un elemento di riempimento del vano dell'unita installato in ciascun vano.

¢ Prima di apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati sull'assieme
della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di tutti i dati
importanti memorizzati sulle unita.

¢ Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Per un elenco delle unita supportate, vedere https://serverproven.lenovo.com.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.
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¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare I'unita nel vano dell'unita.

a. © Assicurarsi che la maniglia del vassoio dell'unita sia in posizione di apertura. Fare scorrere
['unita nell'apposito vano finché non scatta in posizione.

b. ® Chiudere la maniglia del vassoio dell'unita per bloccare I'unita in posizione.
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Figura 48. Unita hot-swap da 3,5"
Figura 47. Unita hot-swap da 2,5"

Passo 3. Verificare il LED di stato dell'unita per controllare che I'unita disco fisso funzioni correttamente.

a. Seil LED di stato giallo dell'unita € acceso con luce continua, I'unita & malfunzionante e deve
essere sostituita.

b. Seil LED di attivita verde dell'unita lampeggia, & in corso |'accesso all'unita.

Passo 4. Se necessario, continuare a installare le unita hot-swap aggiuntive.

Dopo aver terminato

1. Se e stata rimossa la mascherina di sicurezza, reinstallarla. Vedere "Installazione della mascherina di
sicurezza" a pagina 367.

2. Se il server & configurato per le operazioni RAID tramite un adattatore RAID ThinkSystem, potrebbe
essere necessario riconfigurare gli array di dischi dopo aver installato le unita. Consultare la
documentazione dell'adattatore RAID ThinkSystem per ulteriori informazioni sulle operazioni RAID e per
istruzioni complete sull'utilizzo dell'adattatore RAID ThinkSystem.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il deflettore d'aria.
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Il deflettore d'aria varia a seconda della configurazione hardware del server. Fare riferimento a "Regole
termiche" a pagina 79 per selezionare il deflettore d'aria appropriato per il server. In questo argomento viene
utilizzato il deflettore d'aria standard come figura di esempio. Per informazioni sul deflettore d'aria della GPU,
vedere "Sostituzione della GPU" a pagina 158.

¢ "Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104
¢ ‘Installazione del deflettore d'aria" a pagina 106

Figura 49. Deflettore d'aria standard Figura 50. Deflettore d'aria della GPU

Rimozione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attivita

£2)

ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il
surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o
entrambi i problemi.

S033

S017

ATTENZIONE:
Prossimita a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

Attenzione:
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® Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Procedura

Nota: Il deflettore d'aria mostrato ¢ il deflettore d'aria standard. La procedura di rimozione & identica per il
deflettore d'aria della GPU.

Passo 1. Prepararsi per I'attivita.

a. Seil server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se sul deflettore d'aria € installato un modulo di alimentazione flash RAID, scollegare
innanzitutto il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

d. Se sul deflettore d'aria € installata un'unita M.2, scollegare i cavi del backplane M.2
dall'assieme della scheda di sistema.

e. Se sul deflettore d'aria € installata una GPU, rimuovere prima la GPU. Vedere "Rimozione di
un adattatore GPU" a pagina 160.

Passo 2. Afferrare il deflettore d'aria ed estrarlo con cautela dallo chassis.

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il
deflettore d'aria prima di accendere il server. E possibile che I'utilizzo del server senza il deflettore
d'aria danneggi i componenti del server.

Figura 51. Rimozione del deflettore d'aria
Passo 3. (Opzionale) Rimuovere gli elementi di riempimento dal deflettore d'aria se si utilizzano dissipatori di

calore standard o ad alte prestazioni 1U ed € necessario passare ai dissipatori di calore standard
2U.
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Figura 52. Rimozione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attivita

S033

AL

ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il
surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o
entrambi i problemi.

S017

AA

ATTENZIONE:
Prossimita a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.
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Attenzione:

® |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria
prima di accendere il server. E possibile che I'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i
componenti del server.

Procedura

Nota: Il deflettore d'aria mostrato & un deflettore d'aria standard. Il metodo di installazione € identico per il
deflettore d'aria della GPU.

Passo 1. Fare riferimento a "Regole termiche" a pagina 79 per selezionare il deflettore d'aria appropriato per
il server.

Passo 2. (Facoltativo) Se ¢ installato il dissipatore di calore standard 1U o il dissipatore di calore ad alte
prestazioni a T, installare |'elemento di riempimento del deflettore d'aria per occupare lo spazio tra
il dissipatore di calore e il deflettore d'aria.

Nota: La seguente figura mostra il deflettore d'aria capovolto.

Figura 53. Installazione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria
Passo 3. Allineare le linguette su entrambi i lati del deflettore d'aria agli slot corrispondenti su entrambi i lati

dello chassis. Quindi, collocare il deflettore d'aria nello chassis ed esercitare una leggera pressione
finché non sara bloccato saldamente in posizione.
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Figura 54. Installazione del deflettore d'aria standard

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi dei moduli di alimentazione flash RAID se sono stati scollegati. Vedere Capitolo 6
"Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

2. Ricollegare i cavi del backplane M.2 se sono stati scollegati. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi
interni" a pagina 401.

3. Se é stato rimosso un adattatore GPU, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un adattatore GPU" a
pagina 163.

4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione della batteria CMOS (CR2032)

Utilizzare queste seguenti informazioni per rimuovere e installare la batteria CMOS.

¢ "Rimozione della batteria CMOS" a pagina 108
¢ ‘'Installazione della batteria CMOS" a pagina 111

Rimozione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la batteria CMOS.

Informazioni su questa attivita
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| suggerimenti seguenti contengono le informazioni da tenere presenti quando si rimuove la batteria CMOS.

* | enovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili
situazioni di pericolo, & necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la
batteria CMOS, & necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.

¢ Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con
componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e
gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani.
Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o
smaltiti in modo appropriato.

e Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di
telefono del supporto Lenovo, vedere https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist per maggiori
dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Nota: Una volta sostituita la batteria CMOS, & necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e I'ora
del sistema.

S004

ATTENZIONE:

Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da
Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema & presente un
modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo
stesso produttore. La batteria contiene litio e puo esplodere se non viene utilizzata, manipolata e
smaltita in modo corretto.

Non:

e Gettare o immergere in acqua
¢ Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)
¢ Riparare o smontare

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S002

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

¢ Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.
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e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

c. Rimuovere tutte le parti e scollegare i cavi che potrebbero impedire I'accesso alla batteria
CMOS.

Passo 2. Individuare la batteria CMOS. Vedere "Connettori sull'assieme della scheda di sistema" a pagina
42,

Passo 3. Rimuovere la batteria CMOS.

Nota: Prima di rimuovere o installare la batteria CMOS nel socket, distinguere le estremita positiva
€ negativa.

Figura 55. Rimozione della batteria CMOS

Attenzione: Non inclinare né premere la batteria CMOS esercitando una forza eccessiva. Se la
batteria CMOS non viene rimossa in modo appropriato, il socket sull'assieme della scheda di
sistema potrebbe danneggiarsi. Eventuali danni al socket potrebbero richiedere la sostituzione
dell'assieme della scheda di sistema.

a. @ Con un cacciavite a testa piatta fare leva sulla batteria CMOS per sollevarla dal socket.

b. @ Estrarre con attenzione la batteria CMOS dal socket.

Dopo aver terminato
1. Installarne una nuova. Vedere "Installazione della batteria CMOS" a pagina 111.
2. Smaltire la batteria CMOS come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

Video dimostrativo
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Guardare la procedura su YouTube

Installazione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per installare la batteria CMOS.

Informazioni su questa attivita

| suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si installa la batteria
CMOS.

* Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili
situazioni di pericolo, & necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la
batteria CMOS, & necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.

¢ Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con
componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e
gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani.
Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o
smaltiti in modo appropriato.

* Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di
telefono del supporto Lenovo, vedere https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist per maggiori
dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Nota: Una volta installata la batteria CMOS, & necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e I'ora
del sistema.

S002

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare la batteria CMOS. Accertarsi che la batteria CMOS sia inserita correttamente.

Nota: Prima di installare la batteria nel socket, assicurarsi che il lato positivo sia rivolto verso I'alto.
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Figura 56. Installazione della batteria CMOS

a. @ Inclinare la batteria e inserirla all'estremita positiva del socket, quindi assicurarsi che sia
bloccata dal fermo di metallo.

b. @ Premere la batteria verso il basso finché non scatta in posizione all'interno del socket.

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

2. Utilizzare Setup Utility per impostare data, ora e password.

Nota: Una volta installata la batteria CMOS, & necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e
I'ora del sistema.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il telaio dell'adattatore anteriore,
compresi il telaio verticale 5 nella parte superiore e il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

¢ "Rimozione del telaio dell'adattatore anteriore" a pagina 112

¢ ‘"Installazione del telaio dell'adattatore anteriore" a pagina 117

Rimozione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il telaio dell'adattatore anteriore, compresi il
telaio verticale 5 nella parte superiore e il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

¢ Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
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maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

Passo 2.

a.

Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se il server & dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere "Rimozione di un assieme
verticale posteriore" a pagina 348. Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP
posteriore.

Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

e Se e necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo
tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non sirilascia la linguetta
prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di
sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione
dell'assieme della scheda di sistema.

¢ | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli
presenti in figura, ma la procedura di rimozione ¢ identica.

1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

Rimuovere le ventole del sistema. Vedere "Rimozione di una ventola del sistema" a pagina
383.

Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere "Rimozione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 388.

Rimuovere I'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: Il numero di cavi varia in base alla configurazione.
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Figura 57. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. © Rimuovere le viti che fissano I'assieme.

b. © Far scorrere I'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 3. Sollevare I'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda
interposer OCP anteriore.
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Figura 58. Sollevamento dell'assieme verticale 5

Passo 4. Rimuovere I'adattatore PCle dal telaio verticale 5.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, rimuovere
prima la vite che fissa I'adattatore PCle.

Figura 59. Rimozione dell'adattatore PCle dal telaio verticale 5

a. © Premere il fermo di blocco verso il basso.
b. @ Ruotare il fermo di blocco nella posizione di apertura.
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c. © Afferrare I'adattatore PCle dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCle.

Passo 5. Scollegare i cavi dalla scheda verticale e rimuovere la scheda verticale dal telaio verticale 5.

Figura 60. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 5

a. O Rimuovere le viti che fissano la scheda verticale.

b. @ Ruotare la scheda verticale dalla parte superiore per sganciarla dai fori per viti sul telaio
verticale.

c. © Sollevare la scheda verticale dal telaio verticale.

Passo 6. Rimuovere il modulo OCP dal telaio OCP anteriore.

Figura 61. Rimozione del modulo OCP

a. O Allentare la vite che fissa il modulo OCP.
b. ® Estrarre il modulo OCP.

Passo 7. Rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.
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Figura 62. Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

a.  © Allentare le viti che fissano la scheda interposer OCP anteriore.

b. @ Sollevare la scheda interposer OCP anteriore dal telaio OCP anteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare il nuovo telaio dell'adattatore anteriore. Vedere "Installazione del telaio dell'adattatore
anteriore" a pagina 117.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il telaio dell'adattatore anteriore, compresi il
telaio verticale 5 nella parte superiore € il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:
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® | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore e collegare i cavi alla
scheda. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.
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Figura 63. Installazione della scheda interposer OCP anteriore

a. O Abbassare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore.
b. O Serrare le viti per fissare la scheda interposer OCP anteriore.

Passo 3. Installare il modulo OCP.
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Figura 64. Installazione del modulo OCP

a © Spingere il modulo OCP nello slot finché non & posizionato correttamente.
b. © Serrare lavite zigrinata per fissare il modulo OCP.

Passo 4. Installare la scheda verticale e collegare i cavi alla scheda verticale. Vedere Capitolo 6
"Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Figura 65. Installazione della scheda verticale

a. @ Inserire la scheda verticale negli slot nel telaio verticale.

b. © Spingere la parte superiore della scheda verticale verso il telaio verticale in modo che i fori
nella scheda verticale siano allineati ai fori sul telaio verticale.

c. O Installare le viti per fissare la scheda verticale in posizione.

Passo 5. Installare I'adattatore PCle nel telaio verticale 5.
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Figura 66. Installazione dell'adattatore PCle nel telaio verticale 5

a. @ Premere il fermo di blocco verso il basso.
b. © Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore PCle in posizione di apertura.

c. © Allineare I'adattatore PCle allo slot PCle sulla scheda verticale. Spingere con cautela
|'adattatore PCle nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non
¢ fissata.

d. O Chiudere il fermo di blocco.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, se il
server deve essere spedito, installare la vite per fissare I'adattatore prima di chiudere il fermo
di blocco.

Passo 6. Installare I'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.
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Figura 67. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Installare I'assieme dell'adattatore anteriore.

Passo 7.
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Figura 68. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. © Inserire I'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
b. @ Installare le viti per fissare |'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 8. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore.
Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Passo 9. Installare I'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere "Installazione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 389.

Passo 10. Installare le ventole del sistema. Vedere "Installazione di una ventola del sistema" a pagina 385.

Passo 11. Se si & rimosso |'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un assieme verticale
posteriore" a pagina 360.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del modulo OCP anteriore e della scheda interposer OCP

Alcuni modelli di server supportano il modulo OCP anteriore. Il modulo OCP anteriore € le schede interposer
OCP anteriore e posteriore sono codipendenti. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere
e installare il modulo OCP anteriore e le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

e "Sostituzione del modulo OCP anteriore" a pagina 123
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e "Sostituzione della scheda interposer OCP" a pagina 125

Sostituzione del modulo OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP anteriore.

e "Rimozione del modulo OCP anteriore" a pagina 123
¢ '"Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 124

Rimozione del modulo OCP anteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo OCP anteriore.

Attenzione:

® |leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

-

Figura 69. Rimozione del modulo OCP anteriore

Passo 1. @ Allentare la vite che fissa il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.
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Passo 2. @ Estrarre il modulo OCP.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo OCP anteriore o un elemento di riempimento del modulo OCP. Vedere
"Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 124.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo
Guardare la procedura su YouTube

Installazione del modulo OCP anteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo OCP anteriore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

® lLeggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Rimuovere |'elemento di riempimento del modulo OCP, se presente.
Passo 3. Installare il modulo OCP anteriore.
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Figura 70. Installazione del modulo OCP anteriore

a © Spingere il modulo OCP nello slot finché non € posizionato correttamente.

b. O Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

Nota: Assicurarsi che il modulo OCP sia posizionato correttamente e che la vite sia serrata
saldamente. In caso contrario, il modulo OCP non otterra una connessione completa e non
sara in grado di funzionare.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione della scheda interposer OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare le schede interposer OCP anteriore
e posteriore.

¢ "Rimozione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 126

¢ 'Installazione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 129

e "Rimozione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 133

¢ 'Installazione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 135
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Rimozione della scheda interposer OCP anteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

¢ Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a.

Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se il server € dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere "Rimozione di un assieme
verticale posteriore" a pagina 348. Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP
posteriore.

Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

¢ Se € necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo
tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non sirilascia la linguetta
prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di
sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione
dell'assieme della scheda di sistema.

¢ | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli
presenti in figura, ma la procedura di rimozione & identica.

1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

Rimuovere le ventole del sistema. Vedere "Rimozione di una ventola del sistema" a pagina
383.

Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere "Rimozione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 388.

Passo 2. Rimuovere |'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: |l numero di cavi varia in base alla configurazione.
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Figura 71. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. O Rimuovere le viti che fissano I'assieme.
b. @ Far scorrere I'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 3. Sollevare I'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda
interposer OCP anteriore.
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Figura 72. Sollevamento dell'assieme verticale 5

Passo 4. Rimuovere il modulo OCP dal telaio OCP anteriore.

Figura 73. Rimozione del modulo OCP

a. O Allentare la vite che fissa il modulo OCP.
b. ® Estrarre il modulo OCP.

Passo 5. Rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.
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Figura 74. Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

a.  © Allentare le viti che fissano la scheda interposer OCP anteriore.

b. @ Sollevare la scheda interposer OCP anteriore dal telaio OCP anteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP anteriore. Vedere "Installazione della scheda interposer
OCP anteriore" a pagina 129.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo
Guardare la procedura su YouTube

Installazione della scheda interposer OCP anteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda interposer OCP anteriore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:
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® | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore e collegare i cavi alla
scheda. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.
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Figura 75. Installazione della scheda interposer OCP anteriore

a. O Abbassare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore.
b. O Serrare le viti per fissare la scheda interposer OCP anteriore.

Passo 3. Installare il modulo OCP.
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Figura 76. Installazione del modulo OCP

a © Spingere il modulo OCP nello slot finché non & posizionato correttamente.
b. © Serrare lavite zigrinata per fissare il modulo OCP.

Passo 4. Installare I'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.
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Figura 77. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Installare I'assieme dell'adattatore anteriore.

Passo 5.
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Figura 78. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. © Inserire I'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
b. @ Installare le viti per fissare |'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 6. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore.
Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Passo 7. Installare I'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere "Installazione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 389.

Passo 8. Installare le ventole del sistema. Vedere "Installazione di una ventola del sistema" a pagina 385.

Passo 9. Se si € rimosso I'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un assieme verticale
posteriore" a pagina 360.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo
Guardare la procedura su YouTube

Rimozione della scheda interposer OCP posteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda interposer OCP posteriore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:
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® | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

c. Seil server & dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere "Rimozione di un assieme
verticale posteriore" a pagina 348. Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP
posteriore.

Passo 2. Rimuovere la scheda interposer OCP posteriore.

Figura 79. Rimozione della scheda interposer OCP posteriore

a. O Allentare la vite zigrinata che fissa la scheda interposer OCP posteriore.
b. © Tenere premuto il fermo di colore blu.

c. © Estrarre la scheda interposer OCP posteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP posteriore. Vedere "Installazione della scheda interposer
OCP posteriore" a pagina 135.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
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Video dimostrativo
Guardare la procedura su YouTube

Installazione della scheda interposer OCP posteriore
Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda interposer OCP posteriore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda interposer OCP posteriore.
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Figura 80. Installazione della scheda interposer OCP posteriore

a © Spingere la scheda interposer OCP posteriore nello slot finché non &€ posizionata
correttamente.

b. © Serrare la vite zigrinata per fissare la scheda.
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Nota: Assicurarsi che la scheda sia posizionata correttamente e che la vite sia serrata
saldamente. In caso contrario, la scheda non otterra una connessione completa € non sara in
grado di funzionare.

Passo 3. Collegare i cavi alla scheda interposer OCP posteriore. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi
interni" a pagina 401.

Passo 4. Se si & rimosso |'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un assieme verticale
posteriore" a pagina 360.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dell'adattatore PCle anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere € installare I'adattatore PCle anteriore € la
scheda verticale 5.

¢ "Rimozione dell'adattatore PCle anteriore e della scheda verticale" a pagina 136
¢ ‘'Installazione dell'adattatore PCle anteriore e della scheda verticale" a pagina 139

Rimozione dell'adattatore PCle anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere I'adattatore PCle anteriore € la scheda verticale
5.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

e Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.
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c. Seil server € dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere "Rimozione di un assieme
verticale posteriore" a pagina 348. Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP
posteriore.

d. Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

¢ Se € necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo
tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta
prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di
sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione
dell'assieme della scheda di sistema.

* | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli
presenti in figura, ma la procedura di rimozione ¢ identica.

1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

e. Rimuovere le ventole del sistema. Vedere "Rimozione di una ventola del sistema" a pagina
383.

f.  Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere "Rimozione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 388.

Passo 2. Rimuovere |'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: Il numero di cavi varia in base alla configurazione.

Figura 81. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. O Rimuovere le viti che fissano I'assieme.
b.  Far scorrere I'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.
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Passo 3. Sollevare I'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda
interposer OCP anteriore.

Figura 82. Sollevamento dell'assieme verticale 5
Passo 4. Rimuovere I'adattatore PCle dal telaio verticale 5.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, rimuovere
prima la vite che fissa I'adattatore PCle.

Figura 83. Rimozione dell'adattatore PCle dal telaio verticale 5
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a. © Premere il fermo di blocco verso il basso.
b. @ Ruotare il fermo di blocco nella posizione di apertura.
c. © Afferrare I'adattatore PCle dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCle.

Passo 5. Scollegare i cavi dalla scheda verticale e rimuovere la scheda verticale dal telaio verticale 5.

Figura 84. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 5

a. © Rimuovere le viti che fissano la scheda verticale.

b. @ Ruotare la scheda verticale dalla parte superiore per sganciarla dai fori per viti sul telaio
verticale.

c. ©® Sollevare la scheda verticale dal telaio verticale.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione dell'adattatore PCle anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare I'adattatore PCle anteriore e la scheda verticale
5.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

® Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Per le regole di installazione di un adattatore PCle, vedere "Slot PCle e adattatori PCle" a pagina 71.
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Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

e Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1.

Passo 2.

Passo 3.

Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Installare la scheda verticale e collegare i cavi alla scheda verticale. Vedere Capitolo 6
"Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Figura 85. Installazione della scheda verticale

a.  © Inserire la scheda verticale negli slot nel telaio verticale.

b. @ Spingere la parte superiore della scheda verticale verso il telaio verticale in modo che i fori
nella scheda verticale siano allineati ai fori sul telaio verticale.

c. O nstallare le viti per fissare la scheda verticale in posizione.

Installare I'adattatore PCle nel telaio verticale 5.

Figura 86. Installazione dell'adattatore PCle nel telaio verticale 5

a. O Premere il fermo di blocco verso il basso.
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b. @ Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore PCle in posizione di apertura.

c. O Allineare I'adattatore PCle allo slot PCle sulla scheda verticale. Spingere con cautela
|'adattatore PCle nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non
¢ fissata.

d. O Chiudere il fermo di blocco.
Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, se il

server deve essere spedito, installare la vite per fissare |'adattatore prima di chiudere il fermo
di blocco.

Passo 4. Installare I'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.

Figura 87. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Passo 5. Installare I'assieme dell'adattatore anteriore.
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Figura 88. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

a. © Inserire I'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
b. @ Installare le viti per fissare |'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 6. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore.
Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Passo 7. Installare I'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere "Installazione dell'alloggiamento della
ventola del sistema" a pagina 389.

Passo 8. Installare le ventole del sistema. Vedere "Installazione di una ventola del sistema" a pagina 385.

Passo 9. Se si & rimosso I'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un assieme verticale
posteriore" a pagina 360.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del backplane dell'unita anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un backplane dell'unita anteriore.

e "Rimozione del backplane dell'unita anteriore da 2,5"" a pagina 143
¢ ‘'Installazione del backplane dell'unita anteriore da 2,5"" a pagina 145
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"Rimozione del backplane dell'unita anteriore da 3,5"" a pagina 149
"Installazione del backplane dell'unita anteriore da 3,5"" a pagina 150

Rimozione del backplane dell'unita anteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane dell'unita anteriore da 2,5".

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Se & necessario rimuovere una o piu unita SSD NVMe, € consigliabile disabilitarle preventivamente tramite
il sistema operativo.

Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita disco fisso 0 un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Rimuovere tutte le unita installate e gli eventuali elementi di iempimento dai vani delle unita.
Vedere "Rimozione di un'unita hot-swap" a pagina 101.

b. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare I'operazione. Vedere
"Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 388.

e. Rimuovere il deflettore d'aria, se necessario. Vedere "Rimozione del deflettore d'aria" a
pagina 104.

Passo 2. Rimuovere il backplane dell'unita da 2,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.
Per rimuovere il backplane, potrebbe essere necessario rimuovere o spostare su un lato alcuni
cavi. Se necessario, annotare i collegamenti dei cavi sul backplane e scollegare i cavi prima dal
backplane.

¢ Backplane dell'unita a 8 vani
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Figura 89. Rimozione del backplane dell'unita a 8 vani

1. @ Sollevare le linguette di rilascio.

2. O Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai due piedini sullo chassis.
¢ Backplane dell'unita a 24 vani con unita di espansione
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Figura 90. Rimozione del backplane dell'unita a 24 vani con unita di espansione

1. © Sollevare tutte e seile linguette di rilascio.

2. ® Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sullo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del backplane dell'unita anteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane dell'unita anteriore da 2,5".

Informazioni su questa attivita

Il server supporta fino a tre backplane delle unita da 2,5" dei seguenti tipi. A seconda del tipo e della quantita
di backplane, la posizione di installazione dei backplane varia.

¢ Backplane a 8 vani SAS/SATA da 2,5"

e Backplane a 8 vani AnyBay da 2,5"

e Backplane a 8 vani NVMe da 2,5"

¢ Backplane a 24 vani da 2,5" con unita di espansione

Nota: Il backplane AnyBay e il backplane NVMe elencati in alto utilizzano la stessa scheda di circuito fisica.
La differenza € che i connettori sul backplane sono cablati: NVMe e SAS/SATA o solo NVMe.
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La seguente tabella elenca le combinazioni di backplane supportate. Installare il backplane in base alla

configurazione del server.

1] A H
n 1 Il
Figura 91. Numerazione backplane dell'unita
Quantita | Backplane Backplane A Backplane H
backpla-
ne
1 e SAS/SATA a 8 vani
e NVMe a 8 vani
e AnyBay a 8 vani
2 SAS/SATA a 8 vani SAS/SATA a 8 vani
NVMe a 8 vani NVMe a 8 vani
AnyBay a 8 vani AnyBay a 8 vani
SAS/SATA a 8 vani e NVMe a 8 vani
¢ AnyBay a 8 vani
AnyBay a 8 vani NVMe a 8 vani
3 SAS/SATA a 8 vani SAS/SATA a 8 vani SAS/SATA a 8 vani
NVMe a 8 vani NVMe a 8 vani NVMe a 8 vani
AnyBay a 8 vani AnyBay a 8 vani AnyBay a 8 vani
SAS/SATA a 8 vani SAS/SATA a 8 vani .
¢ AnyBay a 8 vani
e NVMe a 8 vani
SAS/SATA a 8 vani NVMe a 8 vani NVMe a 8 vani
1 Backplane a 24 vani con unita di espansione
Attenzione:

* lLeggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Per evitare danni ai connettori dell'unita, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo
posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unita.

e Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita o un elemento di riempimento del vano dell'unita installato in ciascun vano.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.
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¢ Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unita anteriore da 2,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

¢ Backplane dell'unita a 8 vani

Figura 92. Installazione del backplane dell'unita a 8 vani

1. © Allineare la parte inferiore del backplane agli slot sullo chassis.

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware 147


https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/

2. @ Ruotare il backplane in posizione verticale, allineare i fori sul backplane ai piedini sullo
chassis, quindi premere il backplane in posizione. Le linguette di rilascio fisseranno il
backplane in posizione.

e Backplane dell'unita a 24 vani con unita di espansione

Figura 93. Installazione del backplane dell'unita a 24 vani con unita di espansione

1. @ Allineare la parte inferiore del backplane agli slot sullo chassis.

2. ® Ruotare il backplane in posizione verticale, allineare i fori sul backplane ai piedini sullo
chassis, quindi premere il backplane in posizione. Le linguette di rilascio fisseranno il
backplane in posizione.

Passo 3. Se si sono scollegati i cavi dal backplane, ricollegarli al backplane, quindi collegare i cavi

all'assieme della scheda di sistema o agli adattatori RAID. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei
cavi interni" a pagina 401.

Dopo aver terminato

1.

Reinstallare tutte le unita e gli eventuali elementi di iempimento nei vani delle unita. Vedere
"Installazione di un'unita hot-swap" a pagina 102.

. Reinstallare I'alloggiamento della ventola. Vedere "Installazione dell'alloggiamento della ventola del

sistema" a pagina 389.

Reinstallare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere "Installazione del deflettore d'aria"
a pagina 106.

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube
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Rimozione del backplane dell'unita anteriore da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane dell'unita anteriore da 3,5".

Informazioni su questa attivita

Il server supporta i seguenti tipi di backplane dell'unita anteriori da 3,5":

Backplane a 8 vani SAS/SATA da 3,5"

Backplane a 12 vani SAS/SATA da 3,5"

Backplane a 12 vani AnyBay da 3,5"

Backplane a 12 vani da 3,5" con unita di espansione

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5" come esempio. La procedura
€ identica per gli altri backplane.

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Se & necessario rimuovere una o piu unita SSD NVMe, & consigliabile disabilitarle preventivamente tramite
il sistema operativo.

Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Rimuovere tutte le unita installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unita.
Vedere "Rimozione di un'unita hot-swap" a pagina 101.

b. Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

d. Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare I'operazione. Vedere
"Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 388.

e. Rimuovere il deflettore d'aria, se necessario. Vedere "Rimozione del deflettore d'aria" a
pagina 104.

Passo 2. Rimuovere il backplane dell'unita da 3,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.
Per rimuovere il backplane, potrebbe essere necessario rimuovere o spostare su un lato alcuni
cavi. Se necessario, annotare i collegamenti dei cavi sul backplane e scollegare i cavi prima dal
backplane.
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Figura 94. rimozione del backplane dell'unita da 3,5"

a. @ Estrarrele manopole e far scorrere leggermente il backplane su un lato come mostrato.

b. @ Ruotareil backplane verso il basso per rilasciarlo dai quattro ganci sullo chassis. Estrarre
quindi il backplane con cautela dallo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del backplane dell'unita anteriore da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane dell'unita anteriore da 3,5".

Informazioni su questa attivita

Il server supporta i seguenti tipi di backplane dell'unita anteriori da 3,5":

e Backplane a 8 vani SAS/SATA da 3,5"

e Backplane a 12 vani SAS/SATA da 3,5"

¢ Backplane a 12 vani AnyBay da 3,5"

¢ Backplane a 12 vani da 3,5" con unita di espansione

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5" come esempio. La procedura
€ identica per gli altri backplane.

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.
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¢ Per evitare danni ai connettori dell'unita, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo
posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unita.

¢ Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per piu di due minuti
senza un'unita o un elemento di riempimento del vano dell'unita installato in ciascun vano.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unita da 3,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

Figura 95. Installazione del backplane dell'unita da 3,5"

a. © Allineare il backplane allo chassis e abbassarlo al suo interno. Posizionare quindi il
backplane inclinandolo leggermente all'indietro.
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b. @ Ruotare il backplane in posizione verticale e assicurarsi che i quattro ganci sullo chassis
siano inseriti correttamente nei fori corrispondenti nel backplane. Quindi, far scorrere il nuovo
backplane come illustrato nella figura fino posizionarlo correttamente.

Passo 3. Se si sono scollegati i cavi dal backplane, ricollegarli al backplane, quindi collegare i cavi
all'assieme della scheda di sistema o agli adattatori RAID. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei
cavi interni" a pagina 401.

Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unita e gli eventuali elementi di riempimento nei vani delle unita. Vedere
"Installazione di un'unita hot-swap" a pagina 102.

2. Reinstallare I'alloggiamento della ventola. Vedere "Installazione dell'alloggiamento della ventola del
sistema" a pagina 389.

3. Reinstallare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere "Installazione del deflettore d'aria"
a pagina 106.

4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti* a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del modulo I/0 anteriore
Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il modulo 1/0 anteriore.
Il modulo 1/O anteriore varia in base al modello. Il modulo I/O anteriore per la maggior parte dei modelli &

presente sul fermo del rack destro. Il modulo I/0 anteriore sul vano dei supporti &€ supportato solo nei
seguenti modelli di server:

¢ Modelli di server con otto vani delle unita anteriori da 2,5"
¢ Modelli di server con sedici vani delle unita anteriori da 2,5"
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Figura 96. Modulo 1/O anteriore (sul fermo del rack) Figura 97. Modulo I/O anteriore (sul vano dei supporti)

Per sostituire il modulo 1/0O anteriore sul fermo del rack, vedere "Sostituzione dei fermi del rack" a pagina
294,

Per sostituire il modulo I/0 anteriore sul vano dei supporti:
¢ "Rimozione del modulo I/O anteriore" a pagina 153
¢ ‘"Installazione del modulo I/O anteriore" a pagina 156

Rimozione del modulo I/0 anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo 1/O anteriore.

Informazioni su questa attivita

A seconda del modello, il server potrebbe essere dotato di uno dei seguenti pannelli anteriori dell'operatore:
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Hl Pannello anteriore dell'operatore con display LCD
Pannello anteriore dell'operatore senza display LCD (chiamato pannello diagnostico integrato)

Attenzione:

e |leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Selamascherina di sicurezza & installata, rimuoverla. Vedere "Rimozione della mascherina di
sicurezza" a pagina 366.

b. Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.
d. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere "Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104.

Passo 2. Scollegare i cavi del modulo I/O anteriore dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

¢ Se € necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti
i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di
rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Un
qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda
di sistema.

¢ | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli
presenti in figura, ma la procedura di rimozione ¢ identica.

1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.
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Figura 98. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

Passo 3. Rimuovere il modulo I/0O anteriore dallo chassis anteriore.

Figura 100. Modulo 1/O anteriore con pannello LCD
Figura 99. Modulo 1/0 anteriore senza display LCD (pannello di diagnostica integrato)

a. @ Rimuovere la vite che fissa il modulo I/O anteriore.
b.  Far scorrere il vano dei supporti per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 4. (Opzionale) Se si sta sostituendo il pannello di diagnostica integrato, rimuovere il pannello di
diagnostica dal modulo I/O anteriore.
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Figura 101. Rimozione del pannello di diagnostica

a. @ Premere i fermi verso il basso come mostrato.
b. © Tirare la maniglia per estrarre il pannello di diagnostica dal suo assieme.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del modulo I/0 anteriore

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo 1/0 anteriore.

Informazioni su questa attivita

A seconda del modello, il server potrebbe essere dotato di uno dei seguenti pannelli anteriori dell'operatore:
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H Pannello anteriore dell'operatore con display LCD
Pannello anteriore dell'operatore senza display LCD (chiamato pannello diagnostico integrato)

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. (Opzionale) Se si sostituisce il pannello di diagnostica integrato, inserire il pannello nel modulo I/0
anteriore. Verificare che il pannello sia posizionato correttamente nell'assieme.

Figura 102. Installazione del pannello di diagnostica
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Passo 3. Installare il modulo I/O anteriore.

Figura 104. Modulo I/0O anteriore con pannello LCD
Figura 103. Modulo I/O anteriore senza display LCD | (pannello di diagnostica integrato)

a. @ Inserire il modulo I/O anteriore nello chassis anteriore.
b. @ Installare la vite per fissare in posizione il modulo I/0O anteriore.

Dopo aver terminato

1. Collegare i cavi del modulo I/O anteriore all'assieme della scheda di sistema. Vedere Capitolo 6
"Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione della GPU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un adattatore GPU.

e "Rimozione di un adattatore GPU" a pagina 160
¢ ‘Installazione di un adattatore GPU" a pagina 163
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Deflettore d'aria Adattatori GPU supportati

GPU half-length, single-wide

¢ GPU full-length, full-height, single-wide
e GPU full-length, full-height, double-wide

Figura 106. Deflettore d'aria della GPU

A seconda dello scenario di utilizzo potrebbe essere necessario installare uno dei seguenti elementi di
riempimento del deflettore d'aria della GPU o un deflettore d'aria aggiuntivo della GPU:

Elemento di riempimento del deflettore d'aria della Scenario
GPU/Deflettore d'aria aggiuntivo

Quando si utilizza il deflettore d'aria della GPU, ma non &
installata una scheda verticale con un adattatore GPU,
installare questo elemento di riempimento sul deflettore
d'aria della GPU.

Figura 107. Elemento di riempimento del deflettore d'aria
della GPU
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Figura 108. Deflettore d'aria della GPU aggiuntiva

Se & necessario installare un adattatore GPU FHFL
single-wide sullo slot 1, 4 0 7, ma lo slot adiacente (2,5 o
8) ¢ lasciato vuoto o ¢ installato con un adattatore half-
length, installare prima il deflettore d'aria aggiuntivo sul
deflettore d'aria della GPU.

Nota: Se lo slot adiacente (2, 5 o0 8) & installato con un
adattatore Ethernet low profile che utilizza un cavo ottico
attivo (AOC), I'alimentazione del cavo AOC deve essere
2,5 W al massimo.

Figura 109. Deflettore d'aria della GPU aggiuntiva

Se si utilizza la scheda verticale (E/x16/x16) e sullo slot 2
o 5 ¢ installato un adattatore GPU FHFL single-wide,
installare questo deflettore d'aria aggiuntivo sul deflettore
d'aria della GPU dopo avere installato I'adattatore GPU.

Rimozione di un adattatore GPU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un adattatore GPU.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62

per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere

"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di

messa a terra.

¢ A seconda del tipo utilizzato, I'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto diverso dall'illustrazione

contenuta in questa sezione.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

c. Persemplificare il funzionamento, rimuovere I'assieme verticale adiacente, se necessario.
Vedere "Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 348.

Passo 2. Rimuovere I'assieme verticale su cui € installato |'adattatore GPU.

e Adattatore GPU sull'assieme verticale 1 0 2
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Nota: Nella seguente figura viene utilizzato I'assieme verticale 1 come esempio. La procedura
di sostituzione ¢ identica per I'assieme verticale 2.

Figura 110. Rimozione dell'assieme verticale

1. OAprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU.
2. @ Allentare la vite che fissa I'assieme verticale.

3. © Afferrare I'assieme verticale dai bordi e sollevarlo con attenzione verso I'alto fino a
estrarlo dallo chassis.

¢ Adattatore GPU sull'assieme verticale 3

1. Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU, sollevare leggermente I'assieme verticale
e rimuovere il deflettore d'aria.

2. Scollegare il cavo di alimentazione della GPU e i cavi della scheda verticale 3 dall'assieme
della scheda di sistema.
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Nota:

— Se € necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo
luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la
linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme
scheda di sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la
sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

— | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da
quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione ¢ identica.

a. Premere la linguetta dirilascio per rilasciare il connettore.
b. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

X v

Figura 111. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

3. Afferrare I'assieme verticale per i bordi e sollevarlo delicatamente verso I'alto per estrarlo
dallo chassis. Vedere "Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 348.

Passo 3. Se I'adattatore della GPU si trova sull'assieme verticale 1 0 2, scollegare il cavo di alimentazione
dalla scheda verticale.

Passo 4. Rimuovere I'adattatore GPU dalla staffa della scheda verticale.

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato |'assieme verticale 1 0 2 come esempio. La procedura
e identica per |'assieme verticale 3.
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Figura 112. Rimozione dell'adattatore GPU

a.  © Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore GPU in posizione di apertura.

b. @ Afferrare I'adattatore GPU per i bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCle.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un adattatore GPU

Utilizzare queste informazioni per installare un adattatore GPU.

Informazioni su questa attivita

Un'alimentazione GPU superiore richiede un'alimentazione PSU superiore. Utilizzare Lenovo Capacity
Planner per calcolare la capacita di alimentazione richiesta per la configurazione del server. Ulteriori

informazioni su Lenovo Capacity Planner sono disponibili all'indirizzo:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.
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e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ QGli adattatori GPU sono supportati su alcuni modelli di server con requisiti specifici. Vedere "Regole
termiche" a pagina 79.

e Tutti gli adattatori GPU installati devono essere identici.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Individuare lo slot PCle appropriato per il nuovo adattatore GPU. Vedere "Slot PCle e adattatori
PCle" a pagina 71

Passo 3. Installare I'adattatore GPU nello slot PCle sulla scheda verticale.

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato I'assieme verticale 1 o 2 come esempio. La procedura
¢ identica per I'assieme verticale 3.

Figura 113. Installazione dell'adattatore GPU

a © Aprire il fermo blu sul telaio verticale.

b. @ Allineare I'adattatore GPU allo slot PCle sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela
I'adattatore GPU nel relativo slot finché non & bloccato saldamente in posizione.

c. O Chiudere il fermo blu.
Passo 4. Installare I'assieme verticale con |'adattatore GPU.
¢ Adattatore GPU sull'assieme verticale 1 0 2
1. Installare il deflettore d'aria della GPU.

(Opzionale) Se € necessario installare un adattatore GPU FHFL single-wide sullo slot 1,4 o
7, ma lo slot adiacente viene lasciato vuoto o € installato con un adattatore half-length,
installare prima un deflettore d'aria aggiuntivo 1 sul deflettore d'aria della GPU.
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Figura 114. Installazione del deflettore d'aria aggiuntivo 1

. Collegare il cavo di alimentazione della GPU. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi
interni" a pagina 401.

. Installare I'assieme verticale con I'adattatore GPU.
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Figura 115. Installazione dell'assieme verticale

a. © Allineare la scheda verticale allo slot PCle sull'assieme della scheda di sistema.
Premere con cautela la scheda verticale nello slot finché non & bloccata saldamente in
posizione.

b. 9Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU e fissare I'estremita dell'adattatore
GPU. Quindi, chiudere il fermo blu.

c. © Serrare la vite per fissare il telaio verticale.

4. (Opzionale) Se si utilizza la scheda verticale (E/x16/x16) e sullo slot 2 0 5 ¢ installato un
adattatore GPU FHFL single-wide, installare un deflettore d'aria aggiuntivo sul deflettore
d'aria della GPU dopo avere installato I'adattatore GPU.
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Figura 116. Installazione del deflettore d'aria aggiuntivo 2

¢ Adattatore GPU sull'assieme verticale 3

1. Collegare i cavi dall'assieme verticale 3 e dall'adattatore GPU all'assieme della scheda di
sistema. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

2. Installare il deflettore d'aria della GPU.

3. Installare I'assieme verticale 3. Vedere "Installazione di un assieme verticale posteriore" a
pagina 360.

4. Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU e fissare I'estremita dell'adattatore GPU.
Quindi, chiudere il fermo blu.

Passo 5. (Facoltativo) Se una scheda verticale non ¢ installata con un adattatore GPU, installare un
elemento di riempimento sul deflettore d'aria della GPU.
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Figura 117. Installazione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria della GPU

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del dado Torx T30 del dissipatore di calore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un dado Torx T30 del dissipatore di calore.

Rimozione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore

Con questa attivita vengono fornite le istruzioni per rimuovere un dado Torx T30 di polietere etere chetone
sul dissipatore di calore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ FEvitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il
grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.
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Nota: Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere
un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per I'attivita.

a.

Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se il server & dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo prima di
procedere.

¢ "Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104
¢ "Rimozione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 264

Rimuovere |'alloggiamento della ventola del sistema, se necessario. "Rimozione
dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 388.

Rimuovere il PHM. Vedere "Rimozione di un modulo del processore e un dissipatore di calore"
a pagina 277.

Passo 2. Rimuovere il dado Torx T30.

Figura 118. Rimozione di un dado Torx T30 dal dissipatore di calore

Nota: Non toccare i contatti dorati del connettore sulla parte inferiore del processore.

a.
b.

© Ruotare il fermo del cavo verso l'interno.

(2] Spingere il bordo superiore del dado Torx T30 verso il centro del dissipatore di calore
finché non si sgancia.

©® Rimuovere il dado Torx T30.

Attenzione: Controllare visivamente il dado Torx T30 rimosso; se il dado € incrinato o
danneggiato, assicurarsi che non siano rimasti residui all'interno del server.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo dado Torx T30. Vedere "Installazione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore" a
pagina 170.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo
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Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore

Con questa attivita vengono fornite le istruzioni per installare un dado Torx T30 di polietere etere chetone sul
dissipatore di calore.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

¢ Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il
grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

Nota: Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere
un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura
Passo 1. Installare il dado Torx T30.
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Figura 119. Installazione di un dado Torx T30 nel dissipatore di calore

Nota: Non toccare i contatti dorati del connettore sulla parte inferiore del processore.

a. © Ruotare il fermo del cavo verso l'interno.

© Orientare il dado Torx T30 sotto il fermo del cavo e allinearlo all'angolo del socket, come
mostrato.

c. © Spingere il bordo inferiore del dado Torx T30 nel socket, finché non scatta in posizione.
Assicurarsi che il dado Torx T30 sia fissato sotto i quattro fermi nel socket.

Dopo aver terminato
1. Reinstallare il PHM. Vedere "Installazione di un processore e un dissipatore di calore" a pagina 284.

2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dell'adattatore di espansione RAID/HBA interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un adattatore RAID CFF (Customer Form Factor)
interno, I'adattatore HBA CFF o |'adattatore di espansione CFF RAID interno.

Il server supporta adattatori RAID/HBA in due fattori di forma:

e CFF (Customer Form Factor): gli adattatori RAID/HBA in questo fattore di forma sono supportati solo
quando sono installati due processori. Gli adattatori CFF RAID/HBA sono installati tra il backplane
anteriore e I'alloggiamento della ventola.

e SFF (Standard Form Factor): gli adattatori RAID/HBA in questo fattore di forma sono installati negli slot di
espansione PCle, vedere "Sostituzione dell'adattatore PCle e dell'assieme verticale posteriori" a pagina
344.
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Rimozione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un adattatore RAID CFF interno, I'adattatore HBA CFF o
I'adattatore di espansione CFF RAID interno.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.
c. Annotare i collegamenti dei cavi dell'adattatore o non utilizzati sull'adattatore, quindi
scollegare tutti i cavi.

Nota:

* Se € necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo
tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta
prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di
sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione
dell'assieme della scheda di sistema.

¢ | connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli
presenti in figura, ma la procedura di rimozione & identica.

1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.
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Figura 120. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

Passo 2. Sollevare il punto di contatto blu, far scivolare leggermente I'adattatore come mostrato ed estrarlo
con cautela dallo chassis.

Figura 121. Rimozione dell'adattatore CFF interno

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube
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Installazione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno

Utilizzare queste informazioni per installare un adattatore RAID CFF interno, I'adattatore HBA CFF o
I'adattatore di espansione CFF RAID interno.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

¢ | 'adattatore CFF & supportato solo nello chassis del vano dell'unita da 2,5".

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Nota: L'adattatore viene fornito in dotazione ed & preinstallato su una staffa di montaggio.
Controllare e verificare che I'adattatore sia fissato in posizione. Se alcune viti sono allentate,
fissarle con un cacciavite dinamometrico Phillips n. 1. Il valore di torsione massimo ¢ di 4,8 + 0,5
pollici-libbre.

Passo 2. Allineare le tacche sulla staffa di montaggio con i piedini sullo chassis, abbassare I'adattatore e
farlo scorrere leggermente come mostrato per fissarlo sullo chassis.

Nota: La figura mostra I'installazione dell'adattatore CFF sul lato sinistro (vista anteriore del
server). Quando ¢ installato il backplane dell'unita a 24 vani da 2,5" con I'unita di espansione,
I'adattatore CFF pu0 essere installato solo sull'altro lato (vista anteriore destra del server).
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Figura 122. Installazione dell'adattatore CFF interno

Passo 3. Collegare i cavi all'adattatore. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dello switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare lo switch di intrusione. Lo switch di intrusione avvisa
che il coperchio del server non ¢ installato o chiuso correttamente, registrando un evento nel log eventi di
sistema.

¢ "Rimozione dello switch di intrusione" a pagina 175

¢ ‘'Installazione dello switch di intrusione" a pagina 177

Rimozione dello switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
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maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Seil server € installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

c. Rimuovere I'alloggiamento della ventola dall'assieme della scheda di sistema. Vedere
"Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 388.

d. Rimuovere le ventole del sistema dall'apposito alloggiamento. Vedere "Rimozione di una
ventola del sistema" a pagina 383.

Passo 2. Rimuovere |'assieme dello switch di intrusione dall'alloggiamento della ventola.

Nota: L'ingrandimento dell'immagine mostra il telaio della ventola capovolto.

Figura 123. Rimozione dello switch di intrusione

a © Spostare il connettore dello switch di intrusione nella direzione mostrata per sganciarlo dal
foro.

b. @ Rilasciare il cavo dello switch di intrusione dagli slot predisposti sul polistirolo e sulla parte
inferiore dell'alloggiamento della ventola.

© Rilasciare il cavo dello switch di intrusione dall'apposito fermo.

© Far scorrere e tirare lo switch di intrusione per rimuoverlo dal supporto.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo switch di intrusione. Vedere "Installazione dello switch di intrusione" a pagina 177.
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2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione dello switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per installare lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

® Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Ruotare I'alloggiamento della ventola di 90 gradi nella direzione mostrata nella figura.

Passo 3. Installazione dello switch di intrusione sull'alloggiamento della ventola
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Nota: Assicurarsi che il cavo dello switch di intrusione sia instradato attraverso il fermo del cavo e
lo slot predisposto. In caso contrario, il cavo potrebbe scivolare sotto I'alloggiamento della
ventola, la superficie di contatto tra I'alloggiamento della ventola e I'assieme della scheda di
sistema potrebbe non essere uniforme e il collegamento della ventola potrebbe risultare allentato.

2

a. @ Inserire lo switch di intrusione sul supporto dell'alloggiamento della ventola e spingerlo
nella direzione indicata nella figura, fino a posizionarlo correttamente.

b. @ Fissare il cavo dello switch di intrusione nell'apposito fermo.

c. © Instradare il cavo nell'alloggiamento della ventola attraverso lo slot predisposto nella parte
inferiore dell'alloggiamento della ventola.

d. O Inserire il connettore dello switch di intrusione nel foro del connettore e muoverlo nella
direzione mostrata, fino a posizionarlo correttamente.

Passo 4. Reinstallare I'alloggiamento della ventola nello chassis. Vedere "Installazione dell'alloggiamento
della ventola del sistema" a pagina 389.

Passo 5. Installare le ventole di sistema nell'alloggiamento delle ventole. "Installazione di una ventola del
sistema" a pagina 385.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo
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Guardare la procedura su YouTube

Lenovo Neptune(TM) Sostituzione del modulo PDWM (Processor Direct
Water Cooling Module) (solo tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il Modulo DWCM (Direct Water
Cooling Module).

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

¢ "Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a pagina
179

e ‘Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a
pagina 183

Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct
Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling
Module).

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Informazioni su questa attivita
Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi

S011

AL

ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

Attenzione:

* Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti
corrispondenti.
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Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico Tipo di vite

Cacciavite a testa Torx T30 Vite Torx T30

Procedura
Passo 1. Prepararsi per questa attivita.

a. Rimuovere le prese di collegamento rapido dai collettori. Vedere "Rimozione del collettore
(sistema in-rack)" a pagina 208 o "Rimozione del collettore (sistema in-row)" a pagina 230.

b. Rimuovere il server dal rack, vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.
Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

d. Se il server & dotato di un telaio dell'unita centrale, rimuoverlo. Vedere "Rimozione dei
backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 264.

e. Scollegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi del modulo DWCM dal
connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere "Modulo DWCM (Direct Water
Cooling Module)" a pagina 408.

Passo 2. Rimuovere il telaio verticale.

¢ Telaio verticale 1FH

Figura 124. Rimozione del telaio verticale 1FH

e Telaio verticale 3FH
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Figura 125. Rimozione del telaio verticale 3FH

a. © Allentare la vite che fissa il telaio verticale.

b. @ Afferrare il telaio verticale dai bordi e sollevarlo delicatamente verso I'alto per estrarlo dallo
chassis.

Passo 3. Sganciare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi.

Figura 126. Sganciamento dei tubi e del modulo
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a. O Sollevare il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi dal supporto del tubo.
b. O Sganciare i tubi dal supporto del tubo.

Passo 4. Rimuovere il modulo DWCM dalla scheda del processore.

N i i \
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Figura 127. Rimozione del modulo DWCM

a. O Allentare completamente i dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo.

® Ruotare i fermi del cavo verso I'interno.

c. O sollevare delicatamente il modulo DWCM dai socket del processore. Se non € possibile
estrarre completamente il DWCM dal socket, allentare ulteriormente i dadi T30 Torx e provare
a sollevare nuovamente il DWCM.

Passo 5. Se sui processori e sulle piastre a freddo € presente un lubrificante termico vecchio, pulire
delicatamente la parte superiore dei processori € le piastre a freddo con un panno imbevuto di
alcol.

Passo 6. Separare il processore dal modulo DWCM. Consultare la sezione "Separazione del processore
dalla piastra e dal dissipatore di calore" a pagina 282.

Passo 7. Rimuovere il supporto del tubo.
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Figura 128. Rimozione del supporto del tubo

a. O Allentare le viti che fissano il supporto della scheda I/O di sistema.
b. @ Spostare il fermo blu verso la parte posteriore del server.
c. © Estrarreil supporto del tubo dallo chassis.

d. O Installare le viti che fissano il modulo firmware e sicurezza RoT se necessario.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct
Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare I'Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Informazioni su questa attivita

S011
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ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

ATTENZIONE:

Quando si rimuove un nuovo modulo DWCM dalla confezione, sollevare I'assieme piastra a freddo con
la confezione di spedizione collegata per evitare che il lubrificante termico dell'assieme piastra a
freddo venga danneggiato.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti
corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T30 Vite Torx T30
Procedura

Passo 1. Installare il supporto del tubo sullo chassis.
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Figura 129. Installazione del supporto del tubo

a. © Rimuovere le viti che fissano I'modulo firmware e sicurezza RoT se necessario.

b. @ Allineare i fori per viti sul supporto del tubo con i fori per viti sul modulo firmware e
sicurezza RoT e i piedini della guida del supporto con i tubi sulla parete posteriore.

c. © Stringere le viti per fissare il supporto del tubo alla scheda I/0O di sistema.

Passo 2. Installare il processore nel modulo DWCM. Vedere "Installazione di un processore e un dissipatore
di calore" a pagina 284.
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Figura 130. Installazione del processore

1. Allineare il contrassegno triangolare sull'etichetta dell'assieme piastra a freddo al
contrassegno triangolare sulla piastra del processore e sul processore.

2. Installare il modulo DWCM sulla piastra del processore.
3. Spingere la piastra in posizione fino ad agganciare i fermi in tutti e quattro gli angoli.

Nota: Se nel server € installato un solo processore, in genere il processore 1, & necessario
installare un coperchio sul socket vuoto del processore 2 prima di procedere con l'installazione.

Figura 131. Installazione del coperchio del socket del processore

Passo 3. Installare il modulo DWCM del processore sull'assieme della scheda di sistema.
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Figura 132. Installazione del processore-DWCM

1. @ Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.

2. O Allineare il contrassegno triangolare e i quattro dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo
con il contrassegno triangolare e i pioli filettati del socket del processore, inserire quindi
I'assieme piastra a freddo nel socket del processore.

3. © Ruotare i fermi del cavo verso I'esterno finché non si agganciano ai ganci nel socket.

4. © Stringere completamente i dadi Torx T30 nella sequenza di installazione mostrata
sull'assieme piastra a freddo. Serrare completamente le viti, quindi controllare visivamente per
verificare che non vi siano spazi tra la vite di spallamento sotto I'assieme piastra a freddo e il
socket del processore. (Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il
fissaggio completo & 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre).

Passo 4. Rimuovere la maniglia del modulo dal DWCM.

Figura 133. Rimozione della maniglia del modulo

a.  © Ruotare le viti come illustrato in precedenza per sbloccare la maniglia.
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b. @ Separare la maniglia dal modulo DWCM.

Nota: Un nuovo DWCM é& dotato di una maniglia.

1. Per sostituire un vecchio DWCM con uno nuovo, rimuovere la maniglia del nuovo modulo
come illustrato in precedenza.

2. Per sostituire i processori senza cambiare il DIWCM, non & necessaria una maniglia. Ignorare il
Passo 4 passaggio 4 a pagina 187 e procedere con l'installazione.

Passo 5. Installare i coperchi della piastra a freddo. Premere il coperchio come illustrato di seguito.

Figura 134. Installazione dei coperchi della piastra a freddo

Passo 6. Posizionare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi sul supporto del tubo.
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Figura 135. Posizionamento dei tubi e del modulo

a. O Posizionare i tubi sul supporto del tubo.

b. @ Posizionare il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi sul supporto del tubo.

Nota:
] e
0 o0
T
o o)

Figura 136. Dettagli dell'installazione
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¢ Posizionare la parte centrale del tubo sul fermo blu e inserire i tubi esterni H e interni F nel
supporto.

¢ Prima di eseguire l'installazione, controllare le etichette guida H sui tubi e allinearle al bordo
anteriore del supporto del tubo. In caso contrario, i tubi potrebbero ostruire i connettori aperti
sull'assieme della scheda di sistema.

¢ |nserire il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi 8 sul supporto accanto ai tubi.
Assicurarsi che il lato con un LED di stato sia rivolto verso l'alto e instradare il cavo come
illustrato in precedenza.

¢ Per lo stato di funzionamento del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi vedere "LED sul
modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" a pagina 749.

Passo 7. Installare il telaio verticale.

e Telaio verticale 1FH

Figura 137. Installazione del telaio verticale 1FH

¢ Telaio verticale 3FH
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Figura 138. Installazione del telaio verticale 3FH

a. © Allineare la scheda verticale allo slot verticale sull'assieme della scheda di sistema.
Premere con cautela la scheda verticale nello slot finché non & bloccata saldamente in
posizione.

b. © Serrare la vite per fissare il telaio verticale.

Passo 8. Collegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi al connettore sull'assieme della
scheda di sistema. Vedere "Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)" a pagina 408.

Passo 9. Installare il telaio dell'unita centrale, se precedentemente rimosso. Vedere "Installazione dei
backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 267.

Passo 10. Installare il coperchio superiore. Vedere "Installazione del coperchio superiore" a pagina 397.
Passo 11.Installare il server nel rack. Vedere "Installazione del server nel rack" a pagina 95.

Passo 12. Installare le prese di collegamento rapido sui collettori. Vedere "Installazione del collettore (sistema
in-rack)" a pagina 218 o "Installazione del collettore (sistema in-row)" a pagina 241.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dell'unita M.2 e del backplane dell'unita M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare I'unita M.2 e il backplane dell'unita M.2.
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Il server supporta i seguenti backplane M.2. Questa sezione utilizza il Backplane a 2 vani SATA/NVMe non
RAID M.2 x4 come figura di esempio. La procedura di sostituzione per |'altro backplane M.2 & simile.

Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4
A Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe
H Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

Nota: |l Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4 non & supportato sul telaio unita centrale a 4 vani
da 3,5".

e "Rimozione di un'unita M.2" a pagina 192

e ‘Installazione di un'unita M.2" a pagina 193

¢ "Rimozione del backplane M.2" a pagina 195

e ‘"Installazione del backplane M.2" a pagina 199

Rimozione di un'unita M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unita M.2.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

¢ Se € necessario rimuovere una o piu unita SSD NVMe, e consigliabile disabilitarle preventivamente tramite
il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Se il server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento
del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere
"Rimozione del server dal rack" a pagina 92.
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Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.
Passo 3. Rimuovere |'unita M.2.

Figura 139. Rimozione dell'unita M.2

© Premere entrambi i lati del fermo H.

a.

b. @ Far scorrere il fermo verso I'esterno dell'unita M.2.

c. O Ruotare I'estremita posteriore dell'unita M.2 con un angolo di circa 30 gradi.
d.

O Estrarre I'unita M.2 dal connettore M.

Dopo aver terminato
1. Installare una nuova unita M.2. Vedere "Installazione di un'unita M.2" a pagina 193.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di

imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un'unita M.2

Utilizzare queste informazioni per installare un'unita M.2.

Attenzione:

® |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.
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¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

¢ Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. (Facoltativo) Regolare il fermo sul backplane M.2 in base alla dimensione specifica dell'unita M.2
da installare.

Figura 140. Regolazione del blocco M.2

(1) Premere entrambi i lati del fermo.

a.
b. @ Spostare il fermo in avanti fino a raggiungere I'apertura piu ampia del foro.

c. © Estrarre il fermo dal foro.

d. O Inserire il fermo nel foro corretto.

e. © Premere entrambi i lati del fermo.

f. O Far scorrere il fermo all'indietro (verso la piccola apertura del foro) finché non scatta in

posizione.

Passo 3. Individuare il connettore sul backplane M.2.

Nota:

¢ |l backplane M.2 potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il
metodo di installazione ¢ identico.

¢ Alcuni backplane M.2 supportano due unita M.2 identiche. Installare prima I'unita M.2 nello slot
0.
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Slot 0
H Slot 1

Figura 141. Slot dell'unita M.2

Passo 4. Installare I'unita M.2 sul backplane M.2.

Figura 142. Installazione di un'unita M.2

a. O Tenerein posizione inclinata |'unita M.2 e inserirla nello slot M.2.
b. @ Ruotare |'unita M.2 verso il basso finché la tacca B non tocca la sporgenza del fermo HA.

c. O Far scorrere il fermo verso I'unita M.2 per fissarla in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Rimozione del backplane M.2
Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane M.2.
Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.
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e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Procedura

Passo 1. Seil server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento
del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere
"Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.
Passo 3. Scollegare i cavi M.2 dal backplane M.2.

Figura 144. Scollegamento dei cavi dal Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

1. o Allentare la vite prigioniera sul backplane M.2.
2. (2 Scollegare i cavi M.2 dal backplane M.2.
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Figura 145. Scollegamento del cavo dal Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

1. o Sollevare il fermo sul cavo M.2.

2. @ Scollegare il cavo M.2 dal backplane M.2.
Passo 4. Rimuovere il backplane M.2.

Backplane M.2 sul deflettore d'aria

1. Rimuovere I'unita M.2 dal backplane M.2. Vedere "Rimozione di un'unita M.2" a pagina 192.
2. Rimuovere il backplane M.2 dal deflettore d'aria.

Figura 146. Rimozione del backplane M.2 dal deflettore d'aria

a. @ Rimuovere la vite che fissa il backplane M.2 al deflettore d'aria.
b. © Fare scorrere e mantenere il fermo di blocco sul deflettore d'aria.
c. © Rimuovere il backplane M.2 dal deflettore d'aria e rilasciare il fermo di blocco.

Backplane M.2 nel telaio dell'unita centrale
1. Aprire la maniglia del telaio unita.
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Figura 147. Apertura della maniglia del telaio dell'unita centrale

2. Rimuovere I'unita M.2 dal backplane M.2. Vedere "Rimozione di un'unita M.2" a pagina 192.
3. Rimuovere il backplane M.2 dal telaio dell'unita centrale.

Figura 148. Rimozione del backplane M.2 dal telaio dell'unita centrale

a. @ Rimuovere la vite al centro del backplane M.2.
b. ® Rimuovere la vite all'estremita del backplane M.2.

c. ® Rimuovereil backplane M.2 dal telaio dell'unita centrale.

Dopo aver terminato
1. Installare un nuovo backplane M.2. Vedere "Installazione del backplane M.2" a pagina 199.
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2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del backplane M.2

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane M.2.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

® Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

e Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane M.2.

Backplane M.2 sul deflettore d'aria
1. Installare il backplane M.2 sul deflettore d'aria.
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Figura 149. Installazione del backplane M.2 sul deflettore d'aria

a © Aprire il fermo di blocco sul deflettore d'aria.

b. @ Allineare i fori della guida sul backplane M.2 ai piedini della guida sul deflettore d'aria,
quindi inserire il backplane nel deflettore d'aria.

c. © Ruotare il backplane M.2 verso il basso fino a posizionarlo.

d O Stringere la vite per fissare il backplane M.2.
2. Installare I'unita M.2 sul backplane M.2. Vedere "Installazione di un'unita M.2" a pagina 193.

Backplane M.2 nel telaio dell'unita centrale
1. Installare il backplane M.2 nel telaio dell'unita centrale.

Figura 150. Installazione del backplane M.2 nel telaio dell'unita centrale

a. © Allineare le viti sul backplane M.2 ai fori per viti sul telaio dell'unita, quindi inserire il
backplane nel telaio dell'unita.

b. @ Serrare la vite al centro del backplane M.2.
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c. © Serrare la vite all'estremita del backplane M.2.
2. Installare I'unita M.2 sul backplane M.2. Vedere "Installazione di un'unita M.2" a pagina 193.
3. Premere il fermo come mostrato e chiudere la maniglia.

Figura 151. Chiusura della maniglia del telaio dell'unita centrale

Passo 3. Collegare i cavi del backplane M.2 al backplane M.2.

Figura 152. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4
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Figura 1583. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

1. (1 Collegare i cavi M.2 al backplane M.2.

2. (2 Stringere la vite prigioniera sul backplane M.2.

Figura 154. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

1. o Collegare il cavo M.2 al backplane M.2.

2. (2 Ruotare il fermo sul cavo come illustrato e premere il fermo verso il basso finché non
scatta in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il ThinkSystem V3 Management NIC
Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).
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Nota: Se il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione) € installato sul server,
non viene visualizzato nell'elenco delle schede PCle del software di gestione del sistema, come XCC, LXPM
€ cosi via.

e "Rimozione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 203
e ‘"Installazione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 204

Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo adattatore NIC di gestione.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare Rete in Configurazione BMC e
disabilitare Porta Ethernet 2.

b. Seil server & installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

d. Se il server e dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere "Rimozione di un assieme
verticale posteriore" a pagina 348.

Passo 2. Scollegare il cavo sull'adattatore NIC di gestione.
Passo 3. Rimuovere il adattatore NIC di gestione.

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware 203



Figura 155. Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

a. O Allentare la vite che fissa I'adattatore NIC di gestione.
b. © Tenere premuto il fermo blu.
c. O Estrarre I'adattatore NIC di gestione dallo chassis spingendolo dal fermo.

Dopo aver terminato

1. Installare un'unita sostitutiva o un elemento di riempimento. Vedere "Installazione dell'adattatore NIC di
gestione" a pagina 204.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo adattatore NIC di gestione.

Informazioni su questa attivita

* |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.
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¢ Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura
Passo 1. Se ¢ installato un elemento di riempimento, rimuoverlo.
Passo 2. Installare la adattatore NIC di gestione.

Figura 156. Installazione del adattatore NIC di gestione

a. © Fare scorrere |'adattatore NIC di gestione nello slot finché non & posizionato correttamente.
b. @ Serrare la vite per fissare I'adattatore NIC di gestione.

Passo 3. Collegare il cavo all'adattatore NIC di gestione. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni”
a pagina 401.

Passo 4. Se si & rimosso |'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di un assieme verticale
posteriore" a pagina 360.

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

2. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare Rete in Configurazione BMC e abilitare
Porta Ethernet 2.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube
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Sostituzione del collettore (solo tecnici qualificati)

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare i collettori.

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Il liquido di raffreddamento che scorre attraverso il sistema di raffreddamento & acqua deionizzata. Per
ulteriori informazioni sul liquido di raffreddamento, vedere "Requisiti acqua" a pagina 14.

Il server puo essere installato nei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Per la Guida per I'utente
dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, vedere Guida per I'utente dei cabinet rack di
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione sulla CDU (Coolant Distribution Unit), vedere Guida alla
manutenzione e all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit (CDU).

Le figure seguenti presentano le viste posteriori di un cabinet rack, tre set di collettori e tre set di tubi di

collegamento. Sono presenti due etichette sulla parte anteriore dei collettori e un'etichetta su un'estremita di
ciascun tubo.
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Figura 157. Collettori in un sistema in-
row 42U
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Figura 158. Collettori in un sistema in-
rack 42U
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Figura 159. Collettori in un sistema in-
rack 48U

Figura 160. Kit di tubi in-row 42U

Figura 161. Set di collegamento in-
rack 42U

Figura 162. Set di collegamento in-
rack 48U

4 Due bobine sinistre sul collettore di alimentazione

e H Due bobine destre sul collettore di ritorno

¢ "Rimozione del collettore (sistema in-rack)" a pagina 208

¢ ‘Installazione del collettore (sistema in-rack)" a pagina 218

e "Rimozione del collettore (sistema in-row)" a pagina 230

¢ 'Installazione del collettore (sistema in-row)" a pagina 241

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware

207



Rimozione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.

Informazioni su questa attivita

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:
Il liquido di raffreddamento puo provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto
con il liquido di raffreddamento.

S002

NS

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011

ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038

A®

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

S040

AO

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare guanti protettivi.
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT ToKkoB yaap nopaav Bofa Unu BoAeH pa3TBop, NPUCHCTBALLM B NpoAyKTa.
M3bsareanTe paboTa no unun okono obopyasaHe Nof Hanpexexue,

[0KaTo CTe C MOKPU pPbLie MM KOorato HAaoKoso “Ma pasnsHa BoAa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SER: T A AR K S KR, R RO A ek X 36 G A PR O T i o T4 B K
HEEREEE TAE.  (LO16)

Bk : AERBDBEKSKSBE  SEREENER - FRSEERBRNKTERS - HinFERSRaEENR
f# - (L016)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili tekuéine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekucina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v diisledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i neerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.
Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Vilta tyoskentelya jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa mirin kisin tai jos laitteessa
tai sen laheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Ndhe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Nihe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivdvvog niektponinéiog e€atiag Tg mopovciog vepov 1 VYpov SLeAONATOS 6TO E6OTEPLK
TOV TPOIOVTOG. ATOQPUYETE TNV EPYAGia pne evePYd eE0TMGNO 1] KOVTA o€ evepyo eComhopd pe Bpeypéva
xépra 1} 6tav vapyel Swuppon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év§ vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos dramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(LO016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fElR: COHBRNICHEET ZKFLIIKERIZE>T, ERVavIDBRIAHY ET,
FAFENTVBRBEEOLIENFKLARICHZIHEE. EELVEIMSEBEITZD
FABTOEEXTHLENTL S, (LO16)

fI&: 0l HIEOHL S L= 302 st M) A3 90 UASULCH H2 &22 =
HEHE 20| A= AEHUAM M0l SSEE ZHILL O FHHM 26t OHYAIL. (L016)

OIMNACHOCT: OnacHocT of CTpyeH yaap nopaav npucacTso Ha Boda Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj Npou3BoA,.
M3berHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo 6nvM3nHa Ha onpema BKryyYeHa BO CTpyja
CO BMaXHW paLe Unu Kkora uMa UCTypeHo Boa.

(LO16)
i : 4
L

ii SEERISTER R
§ %% i% éé ég

FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga & arbeide med eller i narheten av stremferende utstyr med
vite hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

9101

o yRqasy,

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrodia
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dlonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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OMNACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpu4ecKkMm TOKOM BCreacTBME NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbI LN BOAHOro pacteopa. M3berante BbiNnonHeHUs paboT Ha
obopyaoBaHUK, HaxoAsALEeMCA NoA HanpsHpkeHMeM, Unu pAAoM € TakKuM o6opyaoBaHMeM
BNaXHbIMWU pyKamMu UM Npu Hanu4ium nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko trazu elektrickym pradom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una soluciéon de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos hiimedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i ndrheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hinder eller
vid vattenspill. (L016)

2N .,

‘AZ| . By ENARAFL T AN FA NI NIV AN TR AN FranFagaud Gy
Zj]'q;]éﬂ'g'iﬁz{m2&'2’%g'aﬁ'm@s'jg'ﬂgm%mﬁ%'ﬁﬂiﬁg'i‘S%ﬂ'aﬂgjﬁmgziéﬁg%
ﬁ (LO16)

b og asialla Jga Jsh - 5Siadae e GhisiRiss I8 1633 Ll oyt SU o LY i 3o 1ldies

eyl S Y sadas Tan) 588 Blud s sB 841Se5 SL og Lol aX0 S sd 531Se5 casdle Ol (e dw
(LO16) . 0l gs
Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj

bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62

per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere

"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,

tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di

messa a terra.

¢ Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di

raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore

del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza
materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che I'apparecchiatura protettiva personale (PPE)

appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e

occhiali di sicurezza.
¢ Questa attivita richiede due o piu persone.

Procedura
Passo 1. Spegnere la CDU in-rack e scollegare tutti i cavi di alimentazione.
Passo 2. Chiudere entrambe le valvole a sfera.
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Figura 163. Chiusura delle valvole a sfera

a. O Premereil pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
b. © Ruotare l'interruttore per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 3. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del modulo DWCM dal collettore.

Figura 164. Rimozione della presa di collegamento

a. @ Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
© Estrarre il tubo.

c. © Reinstallarei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul
collettore.

Passo 4. Ripetere il Passo 3 passaggio 3 a pagina 212 per I'altro collettore.
Passo 5. Sganciare il set di collegamento dalle valvole a sfera.
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Return

Figura 165. Rimozione del set di collegamento

a. @ Ruotare la valvola a sfera verso sinistra.
b. O Estrarre il set di collegamento dalla valvola a sfera.

Passo 6. Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.

’@
A& NN NN N A

Figura 166. Rimozione del collettore
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a. O Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso I'alto per riposizionare le
bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.

b. © Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.

Passo 7. Ripetere il Passo 6 passaggio 6 a pagina 213 per I'altro collettore.

Nota:

e E presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del set di
collegamento. Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il
passaggio successivo.

¢ Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la Guida per I'utente dei cabinet rack
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Passo 8. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con I'aiuto della differenza di
pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.

Figura 167. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

a. O Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. O Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del
liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido & terminato.
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Figura 168. Apertura della valvola di sfiato
Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con I'aiuto della differenza di
pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.
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Figura 169. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

a. O Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. O Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del
liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido & terminato.
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Figura 170. Apertura della valvola di sfiato

Passo 12. Separare il collettore dal set di collegamento in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un
secchio e dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe
fuoriuscire.

Figura 171. Separazione del collettore dal set di collegamento

a. O Allentare la vite che blocca la ghiera.

b. @ Posare la vite.

c. © Aprire il morsetto.

d. O Rimuovere la ghiera e il set di collegamento dal collettore.
Passo 13. Ripetere il Passo 12 passaggio 12 a pagina 217 per |'altro collettore.

Passo 14. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i set di collegamento.
Installare nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che
protegge i set di collegamento e le porte dei collettori.

Passo 15. Per rimuovere il server dal rack, vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.
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Passo 16. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "Rimozione del modulo
Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a pagina 179.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.

Informazioni su questa attivita

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:
Il liquido di raffreddamento puo provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto
con il liquido di raffreddamento.

S002

N

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011

ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038

A®

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

S040
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ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare guanti protettivi.

LO16

AN
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou soluciao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OINACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaau BoAa vnv BOAEH pa3TBop, MPUCHCTBALLM B NPOAYKTa.
M3bsareanTe paboTa no unm okono obopyaBaHe Nof Hanpexexue,

[0KaTo CTE C MOKPU pbLie UMM KOraTo HAaoKoso “Ma pasrsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

falr: A S AR KB A K, DRI TEAE F s UG o 7538 A5 P 0400 ) T PR U 45 o 7K Ol
H BT TE.  (LO16)

Bk : AERDBEKSKEE  SEREENER - FREEZRAKTERS - HinERRRaErENR
1# - (L016)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili tekuéine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuc¢ina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v diisledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pfi praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i naerheden af stromferende udstyr med vade haender, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Vilta tyoskentelya jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa mirin kisin tai jos laitteessa
tai sen laheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Ndhe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Nihe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivdvvog niektponinéiog e€atiag Tg mopovciog vepov 1 VYpov SLeAONATOS 6TO E6OTEPLK
TOV TPOIOVTOG. ATOQPUYETE TNV EPYAGia pne evePYd eE0TMGNO 1] KOVTA o€ evepyo eComhopd pe Bpeypéva
xépra 1} 6tav vapyel Swuppon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év§ vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos dramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(LO016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fElR: COHBRNICHEET ZKFLIIKERIZE>T, ERVavIDBRIAHY ET,
FAFENTVBRBEEOLIENFKLARICHZIHEE. EELVEIMSEBEITZD
FABTOEEXTHLENTL S, (LO16)

fI&: 0l HIEOHL S L= 302 st M) A3 90 UASULCH H2 &22 =
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OIMNACHOCT: OnacHocT of CTpyeH yaap nopaav npucacTso Ha Boda Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj Npou3BoA,.
M3berHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo 6nvM3nHa Ha onpema BKryyYeHa BO CTpyja
CO BMaXHW paLe Unu Kkora uMa UCTypeHo Boa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga & arbeide med eller i narheten av stremferende utstyr med
vite hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

9101

o yRqasy,

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrodia
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dlonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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OMNACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpu4ecKkMm TOKOM BCreacTBME NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbI LN BOAHOro pacteopa. M3berante BbiNnonHeHUs paboT Ha
obopyaoBaHUK, HaxoAsALEeMCA NoA HanpsHpkeHMeM, Unu pAAoM € TakKuM o6opyaoBaHMeM
BNaXHbIMWU pyKamMu UM Npu Hanu4ium nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko trazu elektrickym pradom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una soluciéon de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos hiimedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i ndrheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hinder eller
vid vattenspill. (L016)
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Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj
bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
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Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di
raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore
del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza
materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che I'apparecchiatura protettiva personale (PPE)
appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e
occhiali di sicurezza.

¢ Questa attivita richiede due o piu persone.

Procedura
Passo 1. Assicurarsi che la CDU in-rack e gli altri dispositivi non siano accesi e che tutti i cavi esterni siano
scollegati.

Passo 2. Per installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "Installazione del modulo
Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a pagina 183.

Passo 3. Per installare il server nel rack, vedere "Installazione del server nel rack" a pagina 95.
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Passo 4. Installare il collettore.

O

[ _‘. e
g
Figura 172. Installazione del collettore

a. @ Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
b. @ Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.
Nota: Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la Guida per |'utente dei cabinet rack
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.
Passo 5. Ripetere il Passo 4 passaggio 4 a pagina 222 per |'altro collettore.
Passo 6. Installare le valvole a sfera sulla CDU.
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5]

Return

Figura 173. Installazione delle valvole a sfera
o Collegare le valvole a sfera alle porte Alimentazione e Ritorno.

(2] Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.

a
b
c.  © Chiudere il morsetto.
d. O Sollevare la vite.

e

(5] Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il set di collegamento sui collettori.

Figura 174. Installazione del set di collegamento

a © Collegare il set di collegamento su entrambi i collettori.
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a o o

e.

(2 Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.

© Chiudere il morsetto.

O Sollevare la vite.

(5] Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 8. Installare il set di collegamento sulle valvole a sfera.

Return

Figura 175. Collegamento delle valvole a sfera

a.
b.

@ Collegare le valvole a sfera.

® Ruotare a destra per bloccare le due valvole.

Passo 9. Preparare la CDU in-rack.

a.

b.

Collegare il tubo di alimentazione alla porta di ingresso sulla parte anteriore.

Front

Figura 176. Parte anteriore della CDU

Collegare i tubi alla porta di scarico e alle porte di sfiato sulla parte posteriore.
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Figura 177. Parte posteriore della CDU

(1] Collegare i tubi di scarico e di sfiato alla CDU.

© Ruotare i connettori verso destra per fissare il collegamento.

Importante:

¢ Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione, vedere Guida alla manutenzione e
all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit (CDU).

¢ Per supporto, garanzia associata e dimensionamento della manutenzione, contattare il
Lenovo Professional Services team all'indirizzo cdusupport@lenovo.com.

Passo 10. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.

Figura 178. Installazione della presa di collegamento rapido

a. O Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.
b. @ Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 11. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.
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Figura 179. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione
a. @ Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul

collettore.
b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 12. Per spingere I'aria fuori dai collettori, aprire gli interruttori della valvola a sfera per consentire al
refrigerante di riempire il sistema.

Return

Figura 180. Apertura delle valvole a sfera
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a. O Premereil pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
b. © Ruotare I'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

Attenzione:

* Prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della CDU e mantenere la pressione del
sistema a un bar.

e Per ulteriori informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento e sui requisiti di
pressione del sistema, vedere "Requisiti acqua" a pagina 14.

Passo 13. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire I'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una

volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

Figura 181. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 14. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.
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Figura 182. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

a. @ Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 15. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire I'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una
volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.
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Figura 183. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno

Passo 16. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare
nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una
volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.
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Figura 184. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 17.Una volta completata I'operazione, prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della
CDU e mantenere la pressione del sistema a un bar. Per ulteriori informazioni sulla temperatura
del liquido di raffreddamento e sui requisiti del flusso dell'acqua, vedere "Requisiti acqua" a
pagina 14.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Rimozione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.

Informazioni su questa attivita

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:
Il liquido di raffreddamento puo provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto
con il liquido di raffreddamento.
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ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011

VAV

ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038

A®

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

S040

AO

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare guanti protettivi.
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaaun Boaa unv BoAeH pasTBop, NPUCHCTBALLM B NPOAyKTa.
WN3bsreante paboTta no nnu okono obopyasBaHe Noa HanpexeHue,

[0KaTo CTE C MOKPY PbLE MUINN KOraTo HAOKOMO MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SR A P AR K B K, R AR Fh s R o I S PR R [ T A PR A B A 7k O
ISR EE T T, (LO16)

Bk : XERBPBEKSKEZR  SEREENEKR - FRIEERBRNKIER - Sl ERRRIEEM0%
f# - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili teku¢ine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v disledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa marin kisin tai jos laitteessa
tai sen liheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Ndhe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektporinéiog e&otiog Tg mopovsiog vepov 1] Vypov SLOAVNATOS 6TO ECAOTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPVYETE TNV EPYAGia pe evepyd EomMopod 1| Kovta o€ evepyo eComhond pe Bpeypéva
xEpra 1 6tav vapyer Srappon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos adramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)
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OMACHOCT: OnacHocT oA CTpyeH yaap nopaav npucacteo Ha BoAa Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOU3BOA,.

WM36erHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo bnusuHa Ha onpemMa BKry4yeHa BO CTpyja
CO BMaxHW paLie Unu Kkora uMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

(910D

3 [
i%g%i@

i
H

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrédla
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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ONMACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpM4ecKMmM TOKOM BCrneacTBMe NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BoAHOro pacteopa. M3berante BbINnonHeHUsA paboT Ha
obopyaoBaHUN, HaxoAsALEMCS NOA HanpsbkeHNeM, UNu PAAOM C TaKMM o6opyaoBaHMeEM
BNaXHbIMWU pyKamMu Uy Npu Hanu4um nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hiander eller
vid vattenspill. (L016)
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Attenzione:

e |eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

e Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di
raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore
del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza
materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che I'apparecchiatura protettiva personale (PPE)
appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e
occhiali di sicurezza.

¢ Questa attivita richiede due o piu persone.

Procedura
Passo 1. Chiudere entrambe le valvole a sfera.
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Figura 185. Chiusura delle valvole a sfera

Nota:

HL'alimentazione del collettore deve essere
collegata all'alimentazione dell'impianto

H |l ritorno del collettore deve essere
collegato al ritorno dell'impianto

a.
b.

© Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.

© Ruotare gli interruttori per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 2. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del modulo DWCM dal collettore.

Figura 186. Rimozione della presa di collegamento

a.
b.

O Estrarre il tubo.

© Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
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c. © Reinstallarei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul
collettore.

Passo 3. Ripetere il Passo 2 passaggio 2 a pagina 235 per I'altro collettore.
Passo 4. Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.

’@
PP AP

Figura 187. Rimozione del collettore

a. © Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso |'alto per riposizionare le
bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.

b. © Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.

Passo 5. Ripetere il Passo 4 passaggio 4 a pagina 236 per I'altro collettore.

Nota:

e E presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del kit di tubi.
Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il passaggio
successivo.
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¢ Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la Guida per I'utente dei cabinet rack
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Passo 6. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con I'aiuto della differenza di
pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.

Figura 188. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

a. © Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 7. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del
liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido € terminato.
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Figura 189. Apertura della valvola di sfiato
Passo 8. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con I'aiuto della differenza di
pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.
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Figura 190. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

a. © Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del
liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido & terminato.
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Figura 191. Apertura della valvola di sfiato

Passo 10. Separare il collettore dal kit di tubi in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un secchio e
dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe fuoriuscire.

Figura 192. Separazione del collettore dal kit di tubi

a. @ Allentare la vite che blocca la ghiera.
b. © Posare la vite.
c. © Aprire il morsetto.
d. O Rimuovere la ghiera e il kit di tubi dal collettore.
Passo 11. Ripetere il Passo 10 passaggio 10 a pagina 240 per |'altro collettore.

Passo 12. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i kit di tubi. Installare
nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che protegge i kit
di tubi e le porte dei collettori.

Passo 13. Per rimuovere il server dal rack, vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.
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Passo 14. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "Rimozione del modulo
Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a pagina 179.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.

Informazioni su questa attivita

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:
Il liquido di raffreddamento puo provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto
con il liquido di raffreddamento.

S002

NS

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011

ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038

A®

ATTENZIONE:
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Per completare questa procedura, & necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

S040

AO

ATTENZIONE:
Per completare questa procedura, & necessario indossare guanti protettivi.

LO16

il 13 aa 0 g3 el Jslaall i elall Cuny 2 5eSh) Aascall ladd (o il oy 7 jlad
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMNACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaaun Boaa unv BoAeH pasTBop, NPUCHCTBALLM B NPOAYyKTa.
WN3bsreante pabota no nnu okono obopyasBaHe Noa HanpexeHue,

[0KaTo CTE C MOKPY PbLE UMW KOraTo HAOKOMO MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

fabS: AP SR AEAE K ERE K, PRI TEAE s RS o 37538 S e P 40 ) TP 5 P Bt 45 R 7K
RS T/E.  (LO16)

Bk : KERDBEKSKEZR  SFEREENER - FRAERBRNKTER - Sl FRRRIEE0%
& - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili tekucine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v disledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potrisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa marin kisin tai jos laitteessa
tai sen liheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Ndhe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektporinéiog e&otiog Tg mopovsiog vepov 1] Vypov SLOAVNATOS 6TO ECAOTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPVYETE TNV EPYAGia pe evepyd EomMopod 1| Kovta o€ evepyo eComhond pe Bpeypéva
xEpra 1 6tav vapyer Srappon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos adramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fEl%: CORFNIHFET HKELITKBFRICE>T, BRVavIDREAHY FT,
FAFNTVWIEEOIENTKLGEBRICHLHEIE. BEENSMMSAEBEEZTO
ABTOEEIFTHLHENTLLEEL, (LO16)

?IE: 0l NS0le & = +8U2Z 218t MI| 43 20| USLIGL H2 &22 L=
HEZ 20| A= HHUAN HH0| SSE= UL O FHOUM 26K 0tY A2, (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT oA CTpyeH yaap nopaav npucacteo Ha BoAa Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOU3BOA,.

WM36erHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo bnusuHa Ha onpemMa BKry4yeHa BO CTpyja
CO BMaxHW paLie Unu Kkora uMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)
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NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrédla
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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ONMACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpM4ecKMmM TOKOM BCrneacTBMe NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BoAHOro pacteopa. M3berante BbINnonHeHUsA paboT Ha
obopyaoBaHUN, HaxoAsALEMCS NOA HanpsbkeHNeM, UNu PAAOM C TaKMM o6opyaoBaHMeEM
BNaXHbIMWU pyKamMu Uy Npu Hanu4um nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hiander eller
vid vattenspill. (L016)
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Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di
raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore
del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza
materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che I'apparecchiatura protettiva personale (PPE)
appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e
occhiali di sicurezza.

Questa attivita richiede due o piu persone.

Procedura
Passo 1. Per installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "Installazione del modulo

Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)" a pagina 183.

Passo 2. Per installare il server nel rack, vedere "Installazione del server nel rack" a pagina 95.

Passo 3. Installare il collettore.
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Figura 193. Installazione del collettore

a. @ Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
b. @ Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.
Nota: Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la Guida per |'utente dei cabinet rack
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.
Passo 4. Ripetere il Passo 3 passaggio 3 a pagina 244 per |'altro collettore.
Passo 5. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.
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Figura 194. Installazione della presa di collegamento rapido

a. O Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 6. Installare il kit di tubi sul collettore.
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Figura 195. Installazione del kit di tubi

a © Collegare i kit di tubi a entrambi i collettori.
b. O Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.

c. © Chiudere il morsetto.
d. O sSollevare la vite.

e. © Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.
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Figura 196. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

a. @ Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 8. Per spingere |'aria fuori dal lato del collettore di alimentazione, collegare I'alimentazione
dell'impianto al ritorno del collettore.
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Figura 197. Alimentazione dell'impianto a ritorno del collettore

© Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.

b. @ Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

Attenzione:

* Aprire le valvole a sfera sul Fl lato di ritorno del collettore e sul H lato di alimentazione
dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di alimentazione del
collettore.

¢ Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo
rapido da contenere.

Passo 9. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire I'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una
volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.
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Figura 198. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.
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Figura 199. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

a. O Rimuoverei coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul
collettore.

b. @ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Per spingere I'aria fuori dal lato di ritorno del collettore, collegare |'alimentazione dell'impianto
all'alimentazione del collettore.
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Figura 200. Alimentazione dell'impianto ad alimentazione del collettore

© Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.

© Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

Attenzione:

¢ Aprire le valvole a sfera sul Fl lato di alimentazione del collettore e sul H lato di
alimentazione dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di ritorno del
collettore.

¢ Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo
rapido da contenere.

Passo 12. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire I'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una
volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.
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Figura 201. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno

Passo 13. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare
nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una
volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento & affluito nel secchio o quando sono
presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.
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Figura 202. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 14. Una volta completata |I'operazione, collegare i collettori di alimentazione e ritorno negli appositi
collettori dell'impianto. Aprire completamente tutte le connessioni sia sul lato di alimentazione che
sul lato di ritorno.
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Figura 203. Apertura delle valvole a sfera

Nota:

Il tubo del collettore deve essere
collegato al FA tubo di alimentazione

H Il ritorno del collettore deve essere
collegato al A ritorno del tubo

a. © Premereil pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.

b. @ Ruotare l'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei

componenti" a pagina 399.
Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione di un modulo di memoria

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare un modulo di memoria.

Rimozione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo di memoria.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62

per accertarsi di operare in sicurezza.
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¢ Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di
alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema pud essere completamente scaricato e reso sicuro
per la gestione del modulo di memoria.

¢ | moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Fare
riferimento alle linee guida standard per "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricita statica" a
pagina 64.

— Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si
installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento
elettrostatico.

— Evitare che due o piu moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria
direttamente I'uno sull'altro quando devono essere riposti.

— Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in
contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.

— Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un
modulo di memoria.

— Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria,
poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarili.

— Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti 0 componenti passivi, poiché una
pressione eccessiva pud causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

¢ |n caso di sostituzione della scheda del processore, annotare gli slot in cui sono installati i moduli e
assicurarsi di installarli nuovamente negli stessi slot dopo la sostituzione della scheda del processore.

¢ Se non si installa un modulo di memoria sostitutivo nello stesso slot, assicurarsi di disporre di un elemento
di riempimento del modulo di memoria.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i
cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema pud essere completamente scaricato e reso
sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni.
Vedere "Spegnimento del server" a pagina 91.

b. Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se il server € dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo. Vedere
"Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104 o "Rimozione dei backplane dell'unita e del
telaio dell'unita centrali" a pagina 264.

e. Individuare gli slot dei moduli di memoria e determinare il modulo di memoria che si desidera
rimuovere dal server.

Passo 2. Rimuovere il modulo di memoria dallo slot.

Attenzione: Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria,
maneggiare i fermi con cura.

256 ThinkSystem SR650 V3 Guida per |'utente



Figura 204. Rimozione del modulo di memoria

a © Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremita dello slot del modulo di
memoria.

b. © Afferrare entrambe le estremita del modulo di memoria e sollevarlo con cautela per estrarlo
dallo slot.

Dopo aver terminato

1.

Uno slot del modulo di memoria deve essere installato con un modulo di memoria o un elemento di
riempimento del modulo di memoria. Vedere "Installazione di un modulo di memoria" a pagina 257.

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di memoria.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di
alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema pud essere completamente scaricato e reso sicuro
per la gestione del modulo di memoria.

I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Fare
riferimento alle linee guida standard in "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricita statica" a pagina
64:
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— Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si
installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento
elettrostatico.

— Evitare che due o piu moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria
direttamente I'uno sull'altro quando devono essere riposti.

— Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in
contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.

— Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un
modulo di memoria.

— Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o0 morsetti) per maneggiare i moduli di memoria,
poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.

— Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una
pressione eccessiva puo causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

e Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

e Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i
cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema pud essere completamente scaricato e reso
sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Prepararsi per |'attivita.

a. Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni.
Vedere "Spegnimento del server" a pagina 91.

b. Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

d. Seil server & dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo. Vedere
"Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104 o "Rimozione dei backplane dell'unita e del
telaio dell'unita centrali" a pagina 264.

e. Individuare lo slot del modulo di memoria richiesto sull'assieme della scheda di sistema.
Accertarsi di osservare le regole e la sequenza di installazione riportate nella sezione "Regole
e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 65.

Passo 2. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 3. Installare quindi il modulo di memoria nello slot.

Attenzione:

e Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, aprire e
chiudere i fermi con cura.
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¢ Se rimane uno spazio tra il modulo di memoria e i fermi di blocco, il modulo non & stato inserito
correttamente. In questo caso, aprire i fermi di blocco, rimuovere il modulo di memoria e
reinserirlo.

Figura 205. Installazione del modulo di memoria

a © Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremita dello slot del modulo di
memoria.

b. @ Allineare il modulo di memoria allo slot e posizionarlo delicatamente sullo slot con
entrambe le mani.

c. © Premere con decisione entrambe le estremita del modulo di memoria nello slot, finché i
fermi di blocco non scattano in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere € installare la scheda MicroSD.

¢ "Rimozione della scheda MicroSD" a pagina 259
¢ '"Installazione della scheda MicroSD" a pagina 261

Rimozione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda MicroSD.

Informazioni su questa attivita
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Attenzione:

e lLeggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Preparare il server.
a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

b. Seil server & dotato di assiemi delle schede verticali, rimuoverli, vedere "Rimozione di un
assieme verticale posteriore" a pagina 348.

c. Seil server & dotato di un assieme dell'unita posteriore, rimuoverlo. Vedere "Sostituzione del
backplane dell'unita e del telaio dell'unita posteriori" a pagina 324.

d. Seil server & dotato di un assieme dell'unita posteriore da 7 mm, rimuoverlo. Vedere
"Rimozione del telaio unita da 7 mm" a pagina 316.

e. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi
scollegare tutti i cavi.

Attenzione: Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio
o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano i fermi prima di rimuovere i cavi, &
possibile danneggiare i connettori dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un eventuale
danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di
sistema.

Passo 2. Rimuovere la scheda MicroSD.
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Figura 206. Rimozione della scheda MicroSD

a. O Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di APERTURA.
b. © Sollevare il coperchio del socket per aprirlo.

c. © Rimuovere la scheda MicroSD dal socket.

Nota: Una volta rimossa la scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente caricati
tramite RDOC (Remote Disc On Card) verranno persi € la funzione di rollback del firmware e lo
spazio RDOC esteso non verranno supportati. Per abilitare le due funzioni, sara necessario
installare una nuova scheda MicroSD.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda MicroSD.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:
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® | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura
Passo 1. Installare la scheda MicroSD.

Nota:

e Se siinstalla una nuova scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente
memorizzati nella scheda MicroSD difettosa andranno persi. Una volta installata una nuova
scheda MicroSD, la successiva cronologia degli aggiornamenti firmware verra salvata nella
nuova scheda.

* Per aggiornare il firmware, fare riferimento alla sezione "Aggiornamento del firmware del server"
in Lenovo XClarity Controller 2.

Figura 207. Installazione della scheda MicroSD

a. © Posizionare la scheda MicroSD nel socket.
b. ©® Chiudere il coperchio del socket.
c. © Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di BLOCCO.
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Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:

a.
b.
c.
d.

"Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 360

"Installazione del telaio unita da 7 mm" a pagina 322

"Sostituzione del backplane dell'unita e del telaio dell'unita posteriori" a pagina 324
"Installazione del coperchio superiore" a pagina 397

2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione dei backplane dell'unita e del telaio unita centrali

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare i backplane dell'unita e i telai dell'unita centrali.

A seconda delle configurazioni del server, il server supporta uno dei seguenti telai dell'unita centrali. Per
informazioni dettagliate, vedere "Regole tecniche" a pagina 65.
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Tipo di telaio unita Tipo di backplane

Telaio unita centrale a 8 vani da 2,5"

e Due backplane a 4 vani SAS/SATA da 2,5"
¢ Due backplane a 4 vani NVMe da 2,5"

Un backplane a 4 vani SAS/SATA da 3,5"

¢ "Rimozione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 264
¢ ‘Installazione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 267

Rimozione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali

Utilizzare queste informazioni per rimuovere i backplane dell'unita e il telaio dell'unita centrali.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e |Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.
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¢ Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unita, ai controller delle unita (compresi i controller integrati
sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unita o ai cavi delle unita, effettuare un backup di
tutti i dati importanti memorizzati sulle unita.

¢ Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unita, scheda RAID), effettuare
un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

¢ Se € necessario rimuovere una o piu unita SSD NVMe, € consigliabile disabilitarle preventivamente tramite
il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per I'attivita.

a.

d.

Se il server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare I'operazione. Vedere
"Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 388.

Scollegare i cavi dai backplane dell'unita centrali.

Passo 2. Rimuovere il telaio dell'unita centrale.

Passo 3.

Nota: La figura mostra la rimozione di un telaio unita centrale da 2,5". La procedura di rimozione &
la stessa per il telaio unita centrale da 3,5".

Figura 208. Rimozione del telaio dell'unita centrale

a.
b.
c.
d.

Rimuovere il backplane dell'unita centrale.

© Ruotare la maniglia del telaio dell'unita per aprirlo.
© Rimuovere le unita dal telaio dell'unita.
© Tirare e ruotare | piedini della manopola per rilasciare il telaio dell'unita.

© Sollevare con cautela il telaio dell'unita dallo chassis.

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.
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Figura 209. Rimozione del backplane dell'unita centrale da 2,5"

a. @ Ruotare leggermente i fermi di rilascio verso |'esterno nella direzione mostrata.
b. @ Ruotareil backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unita.

c. O Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unita.

Figura 210. Rimozione del backplane dell'unita centrale da 3,5"

a © Aprire i fermi di rilascio nella direzione mostrata.
b. @ Ruotareil backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unita.

c. O Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unita.

Dopo aver terminato
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Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali

Utilizzare queste informazioni per installare i backplane dell'unita e il telaio dell'unita centrali.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Il telaio unita centrale & supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere "Regole
termiche" a pagina 79 per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella
consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire
prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.

"Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici qualificati)" a pagina 277
"Sostituzione della ventola del sistema" a pagina 383

Procedura
Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non

verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Collegare i cavi al backplane dell'unita. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina

401.

Passo 3. Installare il backplane dell'unita nel telaio dell'unita centrale.
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Figura 211. Installazione del backplane dell'unita centrale da 2,5"

a. Allineare la parte inferiore del backplane con i chiodini sulla parte inferiore del telaio unita;
abbassare quindi il backplane nel telaio unita.

b. Spingere in avanti la parte superiore del backplane dell'unita finché non scatta in posizione.
Verificare che i fori nel backplane siano inseriti completamente nei piedini sul telaio unita e che
i fermi di rilascio fissino il backplane in posizione.

Figura 212. Installazione del backplane dell'unita centrale da 3,5"
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a. Allineare la parte inferiore del backplane con i chiodini sulla parte inferiore del telaio unita;
abbassare quindi il backplane nel telaio unita.

b. Spingere la parte superiore del backplane in avanti in modo che i fori nel backplane siano
inseriti completamente nei piedini sul telaio dell'unita, quindi chiudere i fermi di rilascio per
fissare il backplane in posizione.

Passo 4. Installare il telaio unita centrale e le unita.

Nota:

e Lafigura mostra l'installazione di un telaio dell'unita centrale da 2,5". La procedura di
installazione ¢ la stessa per il telaio dell'unita centrale da 3,5".

¢ Se e necessario far passare dei cavi sotto il telaio dell'unita centrale, instradare i cavi prima di
installare il telaio.

Figura 213. Installazione del telaio unita centrale e delle unita

a. O Allinearei piedini sul telaio centrale agli slot corrispondenti sullo chassis.
b. @ Abbassare il telaio dell'unita in posizione.
c

© Installare le unita nel telaio dell'unita centrale.
d. @ Premere il fermo come mostrato e chiudere la maniglia.

Passo 5. Collegare i cavi dai backplane dell'unita all'assieme della scheda di sistema o agli adattatori RAID/
HBA. Vedere Capitolo 6 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 401.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube
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Sostituzione dell'unita di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un'unita di alimentazione.

e "Rimozione di un'unita di alimentazione" a pagina 273
¢ ‘Installazione di un'unita di alimentazione" a pagina 275

Precauzioni di sicurezza

La sezione riporta le precauzioni di sicurezza che si applicano rispettivamente alle unita di alimentazione CA
e CC. Comprendere e applicare le precauzioni di sicurezza prima di rimuovere o installare un'unita di
alimentazione.

Precauzioni di sicurezza per gli alimentatori CA

| suggerimenti seguenti contengono informazioni da tenere presenti quando si sostituisce un alimentatore
CA.

S035

A

ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta.
All'interno dei componenti su cui & apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione,
corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la
presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S002

w—
N
£

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non
tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di piu di un cavo di
alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di
alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.
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S001

N/
APERICOLO

La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni
pericolosa.
Per evitare il pericolo di scosse:

¢ Collegare tutti i cavi di alimentazione a una fonte di alimentazione/presa elettrica collegata
correttamente e con messa a terra.

¢ Collegare le apparecchiature, che verranno collegate a questo prodotto, a fonti di alimentazione/
prese elettriche correttamente cablate.

¢ Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.

¢ Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle
strutture.

¢ |l dispositivo potrebbe anche disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare
completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione
siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Precauzioni di sicurezza per gli alimentatori CC

| suggerimenti seguenti contengono informazioni da tenere presenti quando si sostituisce un alimentatore
CC.

ATTENZIONE:

AV

L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V) & supportato SOLO nella Cina continentale.

Eseguire i seguenti passaggi per rimuovere in modo sicuro il cavo di alimentazione di un'unita di alimentazione
CC da 240 V. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite di dati e altri danni all'apparecchiatura. | danni e le
perdite derivanti da operazioni inappropriate non saranno coperti dalla garanzia del produttore.

1. Spegnere il server.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.

3. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unita di alimentazione.

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware 271



S035

¢

ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta.
All'interno dei componenti su cui & apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione,
corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la
presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe I'afflusso di corrente
elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di piu di una connessione
all'alimentazione CC. Per interrompere completamente I'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi
che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.
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N/
APERICOLO

Per quanto riguarda I'alimentatore CC da -48 V, la corrente elettrica proveniente dai cavi di
alimentazione é pericolosa.
Per evitare il pericolo di scosse:

¢ Collegare o scollegare i cavi di alimentazione CC da -48 V quando € necessario rimuovere/
installare le unita di alimentazione ridondanti.

Per collegare: Per scollegare:

1. Spegnere le fonti di alimentazione CC secondarie € le 1. Scollegare o spegnere le fonti di alimentazione CC

apparecchiature che sono collegate a questo secondarie (nel quadro interruttori) prima di
prodotto. rimuovere le unita di alimentazione.

2. Installare le unita di alimentazione nell'alloggiamento 2. Rimuovere i cavi CC e verificare che il terminale dei
del sistema. cavi di alimentazione sia isolato.

3. Collegare i cavi di alimentazione CC al prodotto. 3. Scollegare le unita di alimentazione secondarie

¢ Verificare la corretta polarita dei collegamenti CC dall'alloggiamento del sistema.

da-48 V:RTN € + e -Vin (in genere -48 V) CC & -.
La messa a terra deve essere collegata
correttamente.

4. Collegare i cavi di alimentazione CC a fonti di
alimentazione secondarie.

5. Accendere tutte le fonti di alimentazione.

Rimozione di un'unita di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unita di alimentazione.

Informazioni su questa attivita
Le seguenti informazioni sono da tenere presenti quando si rimuove un alimentatore:

Nota: Se |'unita di alimentazione da rimuovere € |'unica installata, I'alimentatore non & hot-swap e prima di
rimuoverlo € necessario spegnere prima il server. Per supportare la modalita di ridondanza o hot-swap,
installare un alimentatore hot-swap aggiuntivo.

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.
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Procedura

Passo 1. Se ¢ installato il braccio di gestione cavi (CMA, Cable Management Arm), regolarlo per accedere al
vano dell'alimentatore.

a. Premere la staffa di arresto H e ruotarla in posizione di apertura.
b. Ruotare il CMA verso |'esterno in modo da accedere all'alimentatore.

Nota: Il kit CMA potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Figura 214. Regolazione CMA

Passo 2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore hot-swap e dalla presa elettrica.

e Per l'unita di alimentazione CA, spegnere il server e quindi scollegare entrambe le estremita del
cavo di alimentazione e conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.

¢ Per l'ingresso dell'alimentazione CC da - 48 V:
1. Scollegare i cavi di alimentazione dalla presa elettrica.

2. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le viti prigioniere sul blocco terminale
dell'alimentatore.

3. Scollegare i cavi di alimentazione dall'unita di alimentazione, isolare i terminali dei cavi e
conservarli in un luogo sicuro per I'ESD.

Nota: Se si stanno sostituendo due alimentatori, eseguire la sostituzione degli alimentatori uno
alla volta per essere certi che |'alimentazione del server non venga interrotta. Non scollegare il
cavo di alimentazione dal secondo alimentatore sostituito finché il LED di uscita dell'alimentazione
per il primo alimentatore sostituito non € acceso. Per conoscere la posizione del LED di uscita
dell'alimentazione, fare riferimento a "LED dell'alimentatore" a pagina 743.

Passo 3. Premere la linguetta di rilascio verso la maniglia e allo stesso tempo tirare delicatamente la
maniglia per estrarre I'alimentatore hot-swap dallo chassis.

Nota: Se il kit CMA impedisce |'accesso, sollevare leggermente I'alimentatore per estrarlo dallo
chassis.

274 ThinkSystem SR650 V3 Guida per |'utente



Figura 215. Rimozione dell'alimentatore hot-swap

Dopo aver terminato
1. Installare un nuovo alimentatore o installare I'elemento di riempimento dell'alimentatore per coprire il
vano dell'alimentatore. Vedere "Installazione di un'unita di alimentazione" a pagina 275.

Importante: Per un corretto raffreddamento durante il normale funzionamento del server, entrambi i
vani dell'alimentatore devono essere occupati. Ciod significa che ogni vano deve avere un alimentatore
installato oppure che in uno dei due ¢ installato un alimentatore e nell'altro ¢ installato un elemento di
riempimento dell'alimentatore.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un'unita di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per installare un alimentatore.

Informazioni su questa attivita

Le seguenti informazioni sono da tenere presenti quando si installa un alimentatore:

¢ |l server viene fornito con un solo alimentatore per impostazione predefinita. In questo caso, I'alimentatore
non € hot-swap e prima di rimuoverlo & necessario prima spegnere il server. Per supportare la modalita di
ridondanza o hot-swap, installare un alimentatore hot-swap aggiuntivo.

e Se si sta sostituendo I'alimentatore esistente con uno nuovo:

— Utilizzare Lenovo Capacity Planner per calcolare la capacita di alimentazione richiesta per la
configurazione del server. Ulteriori informazioni su Lenovo Capacity Planner sono disponibili
all'indirizzo:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp

— Accertarsi che i dispositivi che si stanno installando siano supportati. Per un elenco di dispositivi
opzionali supportati per il server, andare all'indirizzo:
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— Applicare I'etichetta con le informazioni sull'alimentazione fornita con questa opzione sull'etichetta
esistente accanto all'alimentatore.

XXXW -~ AC

" |

R E XXV || > |

BT TR /XKK-KKKV m‘: I
B e XX/XXA H):

o XX/XXHz L 2_!

Figura 216. Esempio di etichetta dell'unita di alimentazione sul coperchio

XXXW -~ AC

FHERE XXX-XXXV

% HEEE /XXX-XXXV
D DESE X X/XXA
Ll | BEB= x xxnz

BEAE

Attenzione:

® Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto I'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non
verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una
superficie antistatica.

Passo 2. Fare scorrere il nuovo alimentatore hot-swap nel vano finché non scatta in posizione.

Figura 217. Installazione di un alimentatore hot-swap

Passo 3. Collegare I'unita di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
¢ Per le unita di alimentazione CA:

1. Collegare un'estremita del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sull'unita di
alimentazione.

2. Collegare I'altra estremita del cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a
terra appropriata.

e Per le unita di alimentazione CC da - 48 V:
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1. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le 3 viti prigioniere sul blocco terminale
dell'alimentatore.

2. Controllare I'etichetta del tipo sul blocco alimentatore e su ciascun cavo di alimentazione.

Tipo Blocco terminale PSU Cavo di alimentazione

Ingresso .
° -Vin -Vin

e

RTN RTN

Messa a terra

Ingresso

3. Rivolgere il lato della scanalatura di ciascun connettore del cavo di alimentazione verso
I'alto e quindi inserire i connettori nei fori corrispondenti sul blocco di alimentazione. Fare
riferimento alle indicazioni nella tabella sopra per verificare che i connettori vengano inseriti
negli slot appropriati.

4. Stringere le viti prigioniere sul blocco di alimentazione e verificare che le viti e i connettori
del cavo siano fissati in posizione e che non siano visibili parti metalliche.

5. Collegare I'altra estremita dei cavi a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata
e assicurarsi che le estremita del cavo siano collegate correttamente alle prese.

Passo 4. Instradare i cavi e verificare che non blocchino I'accesso ad altri componenti dello chassis.

Dopo aver terminato
1. Se & stato regolato il CMA per accedere al vano dell'alimentatore, riposizionarlo correttamente.

2. Se il server & spento, accenderlo. Accertarsi che il LED di ingresso dell'alimentazione e il LED di uscita
dell'alimentazione sull'alimentatore siano accesi, a indicare che |'alimentatore funziona correttamente.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici
qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per sostituire un processore e un dissipatore di calore
assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-sink Module).

Importante: Questa attivita deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non
tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione: Prima di riutilizzare un processore o un dissipatore di calore, assicurarsi di usare un panno
imbevuto di alcol e il lubrificante termico approvati da Lenovo.

Rimozione di un modulo del processore e un dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come rimuovere un processore € un dissipatore di calore assemblati, noti
come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa attivita richiede un cacciavite Torx T30. Questa procedura
deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
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Informazioni su questa attivita

S002

N

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione
sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche
disporre di piu di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal
dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

Per trasferire Intel® On Demand Suite dal processore difettoso al nuovo processore, leggere il PPIN del
processore difettoso prima di spegnere il sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
"Abilitazione di Intel® On Demand" a pagina 715.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Quando si rimuove o si
installa un PHM, proteggere i socket del processore vuoti con un coperchio.

Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. | contatti del socket/processore sono
estremamente delicati e potrebbero essere facilmente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del
processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri
elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo
inefficace. Il lubrificante termico pud danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del
processore.

Rimuovere e installare solo un PHM alla volta. Se il sistema supporta piu processori, installare i PHM
iniziando dal primo socket del processore.

Nota: Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere
un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

La figura seguente mostra i componenti del PHM.
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Figura 218. Componenti del PHM

Dissipatore di calore Kl Fermi per fissare il processore nella piastra
H Contrassegno triangolare del dissipatore di calore Contrassegno triangolare della piastra

H Etichetta di identificazione del processore Maniglia di espulsione del processore

1 Fermo di blocco del dado e del cavo ¥ Dissipatore di calore del processore

H Dado Torx T30 Lubrificante termico

A Fermo del cavo I Contatti del processore

Piastra del processore FH Contrassegno triangolare del processore
H Fermi per fissare la piastra al dissipatore di calore

Procedura
Passo 1. Prepararsi per questa attivita.

a. Seil server ¢ installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di
scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack.
Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 92.

b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 396.

Se il server € dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo prima di
procedere.
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e "Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 104
e "Rimozione dei backplane dell'unita e del telaio dell'unita centrali" a pagina 264

d. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. "Rimozione dell'alloggiamento della ventola
del sistema" a pagina 388.

Passo 2. Rimuovere il PHM dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

¢ Non toccare i contatti del connettore sulla parte inferiore del processore.
¢ Verificare che non siano presenti oggetti sul socket del processore per evitare che si danneggi.

e La procedura di sostituzione di un modulo PHM entry-level & la stessa di un modulo PHM
standard.

L
,.n‘nll

o

g, | |

\i v oy | i
$iv |

Figura 219. Rimozione di un PHM standard
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Figura 220. Rimozione di un PHM ad alte prestazionia T

Figura 221. Rimozione di un PHM con alette

© Allentare completamente i dadi Torx T30 sul PHM rispettando la sequenza di rimozione
mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore.

a.

® Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.

b.

© Sollevare delicatamente il modulo PHM dal socket del processore. Se non € possibile

C.

estrarre completamente il PHM dal socket, allentare ulteriormente i dadi T30 Torx e provare a

sollevare nuovamente il PHM.

Dopo aver terminato
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e (Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Proteggere i socket del
processore vuoti con un coperchio oppure installare un nuovo PHM.

¢ Se non si reinstalla un modulo PHM, coprire il socket del processore con il coperchio del socket e
installare un elemento di riempimento del modulo PHM.

Figura 222. Installazione di un elemento di riempimento della PHM

1. Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremita degli slot del modulo di memoria,
accanto ai lati destro e sinistro del processore.

2. Allineare I'elemento di riempimento del PHM agli slot e posizionare I'elemento di riempimento del
PHM sugli slot con entrambe le mani. Premere con decisione |'elemento di riempimento del PHM
negli slot finché i fermi di blocco non scattano in posizione.

e Se sirimuove il PHM nell'ambito di una sostituzione dell'assieme della scheda di sistema, mettere da
parte il PHM.

e Se si stariutilizzando il processore o il dissipatore di calore, separarlo dal relativo supporto. Vedere
"Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore" a pagina 282.

e Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

¢ Per trasferire Intel® On Demand Suite dal processore difettoso al nuovo processore, consultare la sezione
"Abilitazione di Intel® On Demand" a pagina 715.

Video dimostrativo
Guardare la procedura su YouTube

Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come separare un processore € la relativa piastra da un processore e un
dissipatore di calore assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa procedura deve
essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

e | eggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.
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e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

¢ Evitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.

¢ Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il
grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

e Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri
elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo
inefficace. Il lubrificante termico pud danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del
processore.

Nota: Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere
un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

Procedura

Passo 1. Separare il processore dal dissipatore di calore e dalla piastra.

Figura 223. Separazione di un processore dal dissipatore di calore e dalla piastra

Nota: Non toccare i contatti sul processore.
© Sollevare la maniglia per rilasciare il processore dalla piastra.
b. © Afferrare il processore dai bordi e sollevarlo dal dissipatore di calore e dalla piastra.

c. ©senza appoggiare il processore, rimuovere il lubrificante termico dalla parte superiore del
processore con un panno imbevuto di alcol, posizionare quindi il processore su una superficie
protettiva statica con il lato contatto del processore rivolto verso I'alto.

Passo 2. Separare la piastra del processore dal dissipatore di calore.
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Figura 224. Separazione di una piastra del processore dal dissipatore di calore

Nota: La piastra del processore verra rimossa e sostituita con una nuova.
a. @ Rilasciare i fermi di blocco sul dissipatore di calore.
b. @ Sollevare la piastra dal dissipatore di calore.

c.  © Rimuovere con un panno imbevuto di alcol il lubrificante termico dalla parte inferiore del
dissipatore di calore.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di
imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Installazione di un processore e un dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come installare un processore e un dissipatore di calore assemblati, noti
come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa attivita richiede un cacciavite Torx T30. Questa procedura
deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attivita

Attenzione:

® lLeggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 61 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 62
per accertarsi di operare in sicurezza.

e Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere
"Spegnimento del server" a pagina 91.

e FEvitare I'esposizione all'elettricita statica che potrebbe causare I'arresto del sistema e la perdita di dati,
tenendo i componenti sensibili all'elettricita statica negli involucri antistatici fino all'installazione e
maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di
messa a terra.
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e (Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Quando si rimuove un
PHM, proteggere i socket del processore vuoti con un coperchio.

¢ Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. | contatti del socket/processore sono
estremamente delicati e potrebbero essere faciimente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del
processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

e Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri
elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo
inefficace. Il lubrificante termico pud danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del
processore.

¢ Rimuovere e installare solo un PHM alla volta. Se il sistema supporta piu processori, installare i PHM
iniziando dal primo socket del processore.

Nota:

¢ |l dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere un
aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

¢ | PHM sono dimensionati in base al socket in cui dovranno essere installati e con un orientamento fisso.

e Per un elenco dei processori supportati dal server, vedere https://serverproven.lenovo.com. Velocita,
numero di core e frequenza di tutti i processori devono essere identici.

¢ Prima di installare un nuovo modulo PHM o un processore sostitutivo, aggiornare il firmware di sistema al
livello piu recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" a pagina 707.

La figura seguente mostra i componenti del PHM.
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Figura 225. Componenti del PHM

Dissipatore di calore Kl Fermi per fissare il processore nella piastra
H Contrassegno triangolare del dissipatore di calore Contrassegno triangolare della piastra

H Etichetta di identificazione del processore Maniglia di espulsione del processore

I Fermo di blocco del dado e del cavo Dissipatore di calore del processore

H Dado Torx T30 Lubrificante termico

I Fermo del cavo I Contatti del processore

Piastra del processore FH Contrassegno triangolare del processore
H Fermi per fissare la piastra al dissipatore di calore

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la
sostituzione di un componente.

¢ Visitare il sito https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-
list/ per visualizzare gli aggiornamenti piu recenti di firmware e driver per il server in uso.

¢ Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del
firmware" a pagina 707.

Procedura
Passo 1. Registrare I'etichetta di identificazione del processore.
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¢ Se si sostituisce un processore e siriutilizza il dissipatore di calore, rimuovere |'etichetta di
identificazione del processore dal dissipatore di calore e sostituirla con la nuova etichetta
fornita con il processore sostitutivo.

¢ Se si sostituisce un dissipatore di calore e si riutilizza il processore, rimuovere |'etichetta di
identificazione del processore dal vecchio dissipatore di calore e applicarla su quello nuovo
nella stessa posizione.

Nota: Se non & possibile rimuovere I'etichetta e applicarla sul nuovo dissipatore di calore, o se
I'etichetta viene danneggiata durante il trasferimento, verificare il numero di serie del processore
dall'etichetta di identificazione e annotarlo con un pennarello indelebile sul nuovo dissipatore di
calore, nella stessa posizione in cui avrebbe dovuto essere applicata |'etichetta.

Passo 2. Installare il processore nella nuova piastra.

e Se si sostituisce il processore e si riutilizza il dissipatore di calore, utilizzare la nuova piastra
fornita con il nuovo processore.

¢ Se si sostituisce il dissipatore di calore e si riutilizza il processore e se il nuovo dissipatore di
calore viene fornito con due piastre del processore, assicurarsi di usare lo stesso tipo di piastra
che si & eliminata.

Figura 226. Installazione di una piastra del processore

1. © Verificare che la maniglia sulla piastra sia in posizione di chiusura.

2. O Allineare il processore sulla nuova piastra in modo che i contrassegni triangolari siano
allineati, quindi inserire I'estremita contrassegnata del processore nella piastra.

3. © Tenerein posizione |'estremita inserita del processore, quindi ruotare I'estremita non
contrassegnata della piastra verso il basso e allontanarla dal processore.

4. © premereil processore e fissare |'estremita non contrassegnata sotto il fermo sulla piastra.

Capitolo 5. Procedure di sostituzione hardware 287



5. © Ruotare delicatamente i lati della piastra verso il basso per allontanarli dal processore.

6. O Premereil processore e fissare le estremita sotto i fermi sulla piastra.

Nota: Per fare in modo che il processore resti fissato alla piastra dopo l'inserimento, tenere il
lato di contatto del processore rivolto verso I'alto, impugnando I'assieme della piastra del
processore dai lati della piastra.

Passo 3. Applicare il lubrificante termico.

¢ Se si sostituisce il dissipatore di calore e si riutilizza il processore, viene fornito un nuovo
dissipatore di calore con il lubrificante termico e non & necessario applicare un nuovo
lubrificante termico.

Nota: Per garantire prestazioni ottimali, controllare la data di produzione sul nuovo dissipatore
di calore e assicurarsi che non superi i due anni. In caso contrario, rimuovere il lubrificante
termico esistente e applicare il nuovo.

¢ Se si sostituisce il processore e si riutilizza il dissipatore di calore, effettuare le seguenti
operazioni per applicare il lubrificante termico:

1. Se sul dissipatore di calore & presente del lubrificante termico, rimuoverlo con un panno
imbevuto di alcol.

2. Posizionare delicatamente il processore e la piastra nella confezione di spedizione con il
lato contatto del processore rivolto verso il basso. Assicurarsi che il contrassegno
triangolare sulla piastra sia orientato nella confezione di spedizione come mostrato di
seguito.

3. Applicare il lubrificante termico sulla parte superiore del processore con una siringa,
formando quattro punti uniformemente distribuiti, mentre ogni punto € costituito da circa
0,1 ml di lubrificante termico.

1/3 1/3 1/3
L D R

0.1 ml

Figura 227. Applicazione del lubrificante termico con il processore nella confezione di spedizione

Passo 4. Assemblare il processore ¢ il dissipatore di calore.
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Figura 228. Assemblaggio del PHM con il processore nella confezione di spedizione

a. Allineare il contrassegno triangolare sull'etichetta del dissipatore di calore al contrassegno
triangolare sulla piastra del processore e sul processore.

b. Installare il dissipatore di calore sulla piastra del processore.

c. Spingere la piastra in posizione fino ad agganciare i fermi in tutti e quattro gli angoli.
Controllare visivamente che non ci sia spazio tra la piastra del processore e il dissipatore di
calore.

Passo 5. Installare il modulo processore e dissipatore di calore nel socket del processore.

Nota:

¢ Non toccare i contatti del connettore sulla parte inferiore del processore.

¢ Se il socket del processore & coperto con un elemento di riempimento del PHM e un coperchio
del socket, rimuoverli. Verificare che non siano presenti oggetti sul socket del processore per
evitare che si danneggi.
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Figura 229. Rimozione di un elemento di riempimento del PHM

¢ La procedura di sostituzione di un modulo PHM entry-level & la stessa di un modulo PHM
standard.

Figura 230. Installazione di un PHM standard
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Figura 231. Installazione di un PHM ad alte prestazionia T

Figura 232. Installazione di un dissipatore di calore con alette

@ Ruotare i fermi del cavo verso I'interno.

a.
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b. @ Allineare il contrassegno triangolare e i quattro dadi Torx T30 sul modulo PHM con il
contrassegno triangolare e i pioli filettati del socket del processore, quindi inserire il modulo
PHM nel socket del processore.

© Ruotare i fermi del cavo verso I'esterno finché non si agganciano ai ganci nel socket.

O Serrare completamente i dadi Torx T30 rispettando la sequenza di installazione
mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore. Serrare completamente le viti, quindi
controllare visivamente per verificare che non vi siano spazi tra la vite di spallamento sotto il
dissipatore di calore e il socket del processore Come riferimento, tenere presente che la
coppia richiesta per il fissaggio completo € 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre.

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei
componenti" a pagina 399.

2. Per abilitare Intel® On Demand Suite nel nuovo processore o per trasferire Intel® On Demand Suite dal
processore difettoso al nuovo processore, consultare la sezione "Abilitazione di Intel® On Demand" a
pagina 715.

Video dimostrativo

Guardare la procedura su YouTube

Sostituzione del deflettore d'aria della PSU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un deflettore d'aria dell'unita di alimentazione (PSU).

Nota: Il deflettore d'aria della PSU & necessario nelle seguenti configurazioni:

¢ configurazioni di storage o configurazioni a 16 vani da 2,5" + FIO con due processori e dissipatori di
calore ingresso 2U o standard 2U

¢ configurazioni standard o GPU con due processori (TDP > 150 W) e dissipatori di calore ingresso 2U o
standard 2U

FIO = scheda verticale 5 + OCP anteriore

¢ "Rimozione di un deflettore d'aria della PSU" a pagina 292
¢ "Installazione di un deflettore d'aria della PSU" a pagina 293

Rimozione di un deflettore d'aria della PSU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un deflettore d'aria della PS